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ปรัชญาของหลักสูตร 

  ปรัชญาการศึกษาของหลกัสูตรวิศวกรรมเซมิคอนดกัเตอร์ระดบัปริญญาตรี จดัรูปแบบการเรียนรู้ให้เป็นแบบการ
เรียนรู้เชิงรุก (Active learning) เพื่อส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้ดว้ยตวัเอง ตามแนวทางพิพฒันาการนิยม (Progressivism) คือ 
การพฒันาผูเ้รียนในทุกดา้น เพื่อให้พร้อมที่จะอยูใ่นสังคมไดอ้ย่างมีความสุข และปรับตวัไดดี้ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป 
โดย ใชก้ระบวนการจดัการเรียนรู้เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาผูเ้รียนโดยให้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง ของการเรียนรู้ และพฒันา
จากความตอ้งการของผูเ้รียน ผ่านกระบวนการแกปั้ญหาและคน้ควา้ดว้ยตนเอง กระบวนการท่ีตอ้ง ลงมือปฏิบติัทั้งในและ
นอกหอ้งเรียน ซ่ึงจะน าไปสู่การเรียนรู้ท่ีย ัง่ยนื และจากแนวคิดท่ีว่าการพฒันาคือการเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้จึงไม่ไดห้ยดุอยู่
เพียงภายในมหาวิทยาลยัแต่จะด าเนินไปตลอดชีวิต การจดัการศึกษาของมหาวิทยาลยัจึงมุ่งเนน้ถึง การเรียนรู้ตลอดชีวิตดว้ย 
     
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 
PLO 1 ออกแบบวงจรรวม หรือ ประกอบและทดสอบเซมิคอนดกัเตอร์ หรือผลิตช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิกส์และดูแกระบวนการ
ผลิตเซมิคอนดกัเตอร์ 
PLO 2 แกปั้ญหาที่พบในกระบวนการท างานเฉพาะทางตามแขนงที่จบการศึกษา 
PLO 3 ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่ที่เขา้มาแทนที่เทคโนโลยเีดิมในการท างานดา้นเซมิคอนดกัเตอร์ 
PLO4 แสดงพฤติกรรมของความมีวินยั และถือประโยชน์เพื่อนมนุษยเ์ป็นกิจที่หน่ึง 
PLO5 ส่ือสารดว้ยภาษาไทยและภาษาองักฤษในการท างานเป็นทีม 
PLO6 ปฏิบติังานดา้นออกแบบวงจรรวม หรือดา้นการประกอบอุปกรณ์เซมิคอนดกัเตอร์ หรือการทดสอบอุปกรณ์เซมิคอน
ดกัเตอร์ หรือการผลิตช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ หรือดา้นดูแลกระบวนการผลิตเซมิคอนดกัเตอร์ ในสถานประกอบการได้
ส าเร็จลุล่วงตามที่ไดรั้บมอบหมาย (แผนสหกิจศึกษา) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  121 หน่วยกิต 

1. หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป   12 หน่วยกิต 

GE 1 ภาษาและการส่ือสาร   ไม่น้อยกว่า            4     หน่วยกิต 

890-102G1   ภาษาองักฤษในชีวิตประจ าวนั 2((2)-0-4) 
       Everyday English  

890-103G1 ภาษาองักฤษพร้อมใช ้ 2((2)-0-4) 
 English on the Go  

890-104G1 ภาษาองักฤษยคุดิจิทลั 2((2)-0-4) 
 English in the Digital World 
890-105G1 ภาษาองักฤษเชิงวิชาการ   2((2)-0-4) 
 English for Academic Success 
** ลงทะเบียนเรียนจ านวน 2 วิชา ซ่ึงก าหนดกลุ่มผู้เรียนตามศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
 

GE 2 การพัฒนาความคดิ ไม่น้อยกว่า 4   หน่วยกิต 

-  การคดิเชิงตรรกะและตัวเลข                2  หน่วยกิต 

895-211G2A   การคิดกบัพฤติกรรมพยากรณ์ 2((2)-0-4) 
 Thinking and Behavioral Prediction  

315-100G2A ค านวณศิลป์    2((2)-0-4) 
 The Art of Computing  
473-001G2A เงินทองตอ้งรอบรู้ 2((2)-0-4) 
 Financial Literacy for a Better Life  
473-002G2A การอ่านงบการเงินเพื่อการลงทุน 2((2)-0-4) 
 Reading Financial Statements for Investment  
142-010G2A คิดไปขา้งหนา้      2((2)-0-4) 
 Organic Thinking  
- การคดิเชิงระบบ 2  หน่วยกิต 

895-221G2B การคิดกบัการแกปั้ญหาเชิงระบบ 2((2)-0-4) 
 Thinking and Systematic Problem Solving  
895-222G2B การคิดเชิงวิพากษ ์ 2((2)-0-4) 
 Critical Thinking  
895-223G2B   คิดสร้างสุข 2((2)-0-4) 
 Cultivating Happiness through Positivity  
895-224G2B ตรรกะในชีวิตประจ าวนั 2((2)-0-4) 
 Logic in Daily Life  
895-225G2B เท่าทนัสถานการณ์โลก 2((2)-0-4) 
 The World Today  



315-202G2B การคิดกบัการใชเ้หตุผล 2((2)-0-4) 
 Thinking and Reasoning  
200-108G2B โมบาและการพฒันากลยทุธ์ 2((2)-0-4) 
 MOBA and Strategy Development  
142-009G2B การแกปั้ญหาแบบสร้างสรรค ์ 2((2)-0-4) 
 Creative Problem Solving 
  

GE 8 รายวิชาเลือก           ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต 

นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนหมวดวิชาศึกษาทัว่ไปท่ีเปิดในวิทยาเขตหาดใหญ่ไดเ้สรี 
2. หมวดวิชาเฉพาะ                                                    103 หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มวิชาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  27 หน่วยกิต 

200-113 ฟิสิกส์พื้นฐานส าหรับวิศวกร        3((3)-0-6)   
Fundamental Physics for Engineer 

333-101  ปฏิบติัการฟิสิกส์พื้นฐาน 1(0-3-0) 
Fundamental Physics Laboratory  

247-102 ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกรไฟฟ้า         3((3)-0-6) 
Physics for Electrical Engineer  

247-103 ปฏิบติัการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกรไฟฟ้า 1(0-3-0) 
Physics for Electrical Engineers Laboratory   

247-104 เคมีทัว่ไป  3((3)-0-6) 
General Chemistry   

325-107  ปฏิบติัการเคมีพื้นฐานส าหรับวิศวกร 1(0-2-1) 
Fundamental Chemistry for Engineers Laboratory   

247-106 แคลคูลสั 1 3((3)-0-6) 
Calculus I   

247-107  แคลคูลสั 2 3((3)-0-6) 
Calculus II   

247-200 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3  3((3)-0-6)  
Engineering Mathematics III  

247-201 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 4  3((3)-0-6) 
Engineering Mathematics IV  

247-300 สถิติและการวิเคราะห์ขอ้มูลส าหรับวิศวกร  ((3)-0-6) 
Statistics and Data Analysis for Engineers  

2) กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม 76  หน่วยกิต 

2.1) กลุ่มวิชาบังคบัร่วม 31  หน่วยกิต 

200-116 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกร 3((2)-2-5) 
 Basic Engineering Programming  



247-111 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 3((3)-0-6) 
Electric Circuit Analysis   

247-112 แนะน าวสัดุนาโน  3((3)-0-6) 
 Introduction to Nanomaterials      
247-113 การออกแบบดิจิทลัและลอจิก 3((2)-2-5) 
 Digital and Logic Design   
247-210 วงจรอิเลก็ทรอนิกส์  3((3)-0-6) 

Electronic  Circuits   
247-211 ส่ิงประดิษฐ์สารกึ่งตวัน า 3((2)-2-5) 

Semiconductor Devices  
247-212 สัญญาณและระบบ  3((3)-0-6) 

Signal and Systems  
247-213 สนามแม่เหลก็ไฟฟ้าและคลื่น  3((3)-0-6) 

Electromagnetic Fields and Waves  
247-214 เทคโนโลยกีารออกแบบไอซี  3((3)-0-6) 

IC Design Technology  
247-241 การทดลองทางอิเลก็ทรอนิกส์ 1 1(0-3-0) 

Electronic Laboratory I  
332-244 กระบวนการผลิตสารกึ่งตวัน าเบ้ืองตน้  3((3)-0-6) 

Introduction to Semiconductor Manufacturing  
247-390 สัมนาวิศวกรรมเซมิคอนดกัเตอร์ 1(0-2-1)* 

Semiconductor Engineering Seminar   
247-391 การฝึกงานอุตสาหกรรม ไม่นอ้ยกว่า 320 ชัว่โมง 

Industrial Training  
หมายเหตุ * ไม่นับหน่วยกิต ลงทะเบียนแบบ Audit 

2.2) วิชาเลือกเฉพาะแขนง 

นักศึกษาจะต้องเลือกเรียน 1 แขนงวิชาจาก 3 แขนงวิชาที่เปิดสอน ได้แก่ 

 (ก) แขนงวิชาการออกแบบวงจรรวม  

 (ข) แขนงวิชาการประกอบและทดสอบเซมิคอนดักเตอร์ 

 (ค) แขนงวิชาการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ 
 

(ก) แขนงวิชาการออกแบบวงจรรวม 36 หน่วยกิต 

 นกัศึกษาจะตอ้งเรียนรายวิชาตามที่แขนงวิชาการออกแบบวงจรรวมไดก้  าหนดไวจ้ากกลุ่มที่ 1ทั้งหมด 24 หน่วยกิต 
และเลือกเรียนจากกลุ่มที่ 2 อีกไม่นอ้ยกว่า 12 หน่วยกิต 
กลุ่ม 1 แขนงวิชาการออกแบบวงจรรวม                                         24 หน่วยกิต 
247-220  โครงสร้างขอ้มูลและอลักอริทึม 3((3)-0-6) 
                Data Structure and Algorithms  



247-221 ปฏิบติัการระบบดิจิทลั  3(0-6-3) 
Digital Systems Laboratory  

247-223 วงจรโซลิดเสตท  ((3)-0-6) 
Solid-state Circuits    

247-225 เคร่ืองมือวดัทางไฟฟ้าและการวดั  3((3)-0-6) 
 Electrical Instruments and Measurement  
247-301 ปฏิบติัการโครงงานดา้นไมโครคอมพิวเตอร์ 3(0-6-3) 

Microcomputer Project Laboratory  
247-302 การออกแบบระบบควบคุมโดยอิงแบบจ าลอง 3((3)-0-6) 

Model-Based Control System Design  
247-303 หลกัการส่ือสาร  3((3)-0-6) 

Principle of Communication  
247-305 การออกแบบวงจรวีแอลเอสไอ 3((2)-2-5) 
 VLSI Circuit Design 
กลุ่ม 2 แขนงวิชาการออกแบบวงจรรวม (เรียนไม่น้อยกว่า)                  12   หน่วยกิต 

247-304 โครงสร้างคอมพิวเตอร์ 3((3)-0-6) 
Computer Organization  

247-308  การวิเคราะห์และออกแบบวงจรรวมแอนาลอ็กซีมอส 3((3)-0-6) 
Analysis and Design of Analog Integrated Circuits  

247-309  การวิเคราะห์และออกแบบวงจรรวมดิจิทลั 3((3)-0-6) 
Analysis and Design of Digital Integrated Circuits  

247-310 การออกแบบวงจรรวมซีมอสสัญญาณผสม 3((3)-0-6) 
 Design of CMOS Mixed-Signal Integrated Circuits  
247-311 การออกแบบอิเลก็ทรอนิกส์ก  าลงั 3((3)-0-6) 

Design of Power Electronics  
247-317 การออกแบบวงจรรวมความถี่วิทย ุ 3((3)-0-6) 

Design of Radio-frequency Integrated Circuits  
247-318  การออกแบบวงจรและระบบป้อนกลบั  3((3)-0-6) 

Design of Feedback Circuits and Systems  
247-327 การออกแบบระบบบนชิป 3((3)-0-6) 

System on Chip (SoC) Design  
 

(ข) แขนงวิชาการประกอบและทดสอบเซมิคอนดักเตอร์ 36 หน่วยกิต 
นักศึกษาจะต้องเรียนรายวิชาตามที่แขนงวิชาการประกอบและทดสอบเซมิคอนดักเตอร์ได้ก าหนดไว้จากกลุ่มที่     

1 ทั้งหมด 24 หน่วยกิต และเลือกเรียนจากกลุ่มที่ 2 อีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
กลุ่ม 1 แขนงวิชาการประกอบและทดสอบเซมิคอนดักเตอร์   24 หน่วยกิต 
247-240  ระบบควบคุม  3((3)-0-6) 
               Control Systems  



247-242  การทดลองทางอิเลก็ทรอนิกส์ 2 1(0-3-0) 
 Electronic Laboratory II  
247-243 มาตรฐานอุตสาหกรรม 3((3)-0-6) 

Industrial Standard  
247-244 การทดสอบวงจรรวมวีแอลเอสไอเบ้ืองตน้ 3((3)-0-6) 

Introduction to VLSI Testing  
247-245 การควบคุมคุณภาพและซิกซิกม่า 3((3)-0-6) 

Quality Control and Six Sigma  
247-341 การทดลองทางอิเลก็ทรอนิกส์ขั้นสูง 2(0-4-2) 

Advanced Electronic Laboratory  
247-345 ปฏิบติัการขั้นสูงในการทดสอบ 3(0-6-3) 
 Advanced Laboratory in Testing  
247-349 ความน่าเช่ือถือของวงจรรวมและการวิเคราะห์ความลม้เหลว 3((3)-0-6) 
 Integrated Circuit Reliability and Failure Analysis  
247-350 ระบบอตัโนมติัส าหรับการผลิตดา้นอิเลก็ทรอนิกส์ 3((3)-0-6)  

Automation Systems for Electronics Manufacturing 
 

กลุ่ม 2 แขนงวิชาการประกอบและทดสอบเซมิคอนดักเตอร์ (เรียนไม่น้อยกว่า)   12 หน่วยกิต 

247-343 การทดสอบวงจรรวมสัญญาณผสมเบ้ืองตน้ 3((3)-0-6) 
 Introduction to Mixed-signal Integrated Circuits Testing  
247-346 สายพานการผลิตดา้นตน้ในเทคโนโลยกีารประกอบ 3((2)-2-5) 
 Front-of-Line in Assembly Technology  
247-347 สายพานการผลิตดา้นทา้ยในเทคโนโลยกีารประกอบ 3((2)-2-5) 

End-of-Line in Assembly Technology    
247-348 ปฏิบติัการขั้นสูงในการประกอบ 3(0-6-3) 

Advanced Laboratory in Assembly  
247-351 กระบวนการผลิตดา้นอิเลก็ทรอนิกส์ 3((3)-0-6) 

Electronics Manufacturing Processes  
247-352 ปฏิบติัการขั้นสูงในการผลิตดา้นอิเลก็ทรอนิกส์ 3(0-6-3) 

Advanced Laboratory in Electronics Manufacturing 
 

 (ค) แขนงวิชาการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ 36 หน่วยกิต 

นักศึกษาจะต้องเรียนรายวิชาตามที่แขนงวิชาการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ได้ก าหนดไว้จากกลุ่มที่ 1 ทั้งหมด 24 หน่วยกิต และ

เลือกเรียนจากกลุ่มที่ 2 อีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

กลุ่ม 1 แขนงวิชาการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ 24 หน่วยกิต 

324-251  สารเคมีเฉพาะส าหรับงานดา้นเซมิคอนดกัเตอร์ 3((3)-0-6) 
Specialty Chemicals for Semiconductors  



324-252 กระบวนการเคมีเชิงไฟฟ้าส าหรับงานดา้นเซมิคอนดกัเตอร์ 3((3)-0-6) 
Electrochemistry Process for Semiconductor  

332-243 ฟิลม์บางและเทคโนโลยสุีญญากาศ 3((3)-0-6) 
Thin-Film and Vacuum Technology  

316-202 การวิเคราะห์วสัดุและเทคนิคการก าหนดลกัษณะอุปกรณ์สารกึ่งตวัน า 3((3)-0-6) 
Material Analysis and Semiconductor Device Characterization Techniques  

332-354 พื้นฐานของกระบวนการดา้นพลาสม่า 3((3)-0-6) 
Fundamental of Plasma Processing  

332-343 ปฏิบติัการกระบวนการผลิตดา้นสารกึ่งตวัน า 3(0-6-3) 
The Practice of Semiconductor Manufacturing Process  

247-371 กฎหมายความปลอดภยัในการท างาน 3((3)-0-6) 
Occupation Safety Law  

332-344 เทคโนโลยขีองกระบวนการดา้นเซมิคอนดกัเตอร์  3(0-6-3)  
Semiconductor Process Technology 

 

กลุ่ม 2 แขนงวิชาการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ (เรียนไม่น้อยกว่า) 12 หน่วยกิต 

247-372 สถิติส าหรับวิศวกรรมและเทคนิคทางการทดลอง 3((3)-0-6) 
Engineering Statistics and Experimental Technique  

332-345  การห่อสารกึ่งตวัน าและเคร่ืองมือทดสอบ 3((3)-0-6) 
Semiconductor Packaging and Testing Equipment  

332-346  กระบวนการห่อขั้นสูง 3((3)-0-6) 
Advanced Semiconductor  Process  

332-347  การปฏิบติัการการห่อสารกึ่งตวัน าและการทดสอบ 3 (0-6-3) 
The Practice of  Semiconductor Packaging and Testing  

332-348  การน าความร้อนส าหรับการผลิตไอซี 3((3)-0-6) 
Heat Transfer for IC Fabrication  

332-349  เทคโนโลยโีรงงานเซมิคอนดกัเตอร์ 3((3)-0-6) 
Semiconductor Factory Technology  

 

2.3) กลุ่มวิชาเลือกวิชาชีพ 9 หน่วยกิต 

 นักศึกษาสามารถเลือกเรียนในรายวิชาที่สนใจดังต่อไปน้ี หรือวิชาในกลุ่มวิชาเลือกเฉพาะแขนง โดยเรียนไม่น้อย

กว่า 9 หน่วยกิต  

- กลุ่มวิชาเลือกแขนงวิชาการออกแบบวงจรรวม   
247-306  การวิเคราะห์เชิงซ้อน 3((3)-0-6) 
 Complex Analysis 
332-399 กลศาสตร์ควอนตมัส าหรับวิศวกร 3((3)-0-6) 
 Quantum Mechanics for Engineers  



247-312  อุปกรณ์สารกึ่งตวัน าขั้นสูง 3((3)-0-6) 
 Advanced Semiconductor Devices  
247-313  การออกแบบเพื่อการทดสอบ 3((3)-0-6) 

Design for Testability  
247-314  ระบบฝังตวั 3((3)-0-6) 

Embedded System  
247-315  สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3((3)-0-6) 

Computer Architecture  
247-316 เคร่ืองมือชีวเวชและการออกแบบ 3((3)-0-6) 

Biomedical Instrumentation and Design  
247-319 การออกแบบระบบดิจิทลัที่ซับซ้อน 3((3)-0-6) 
 Design of Complex Digital Systems  
247-320 การออกแบบวงจรรวมดิจิทลัอาเอฟ 3((3)-0-6) 
 Design of Digital RF Integrated Circuits  
247-321 การตรวจสอบการออกแบบวีแอลเอสไอ 3((3)-0-6) 
 VLSI Design Verification  
247-322 กระบวนการออกแบบทางกายภาพของวงจรรวม 3((3)-0-6) 
 Integrated-Circuit Physical Design Methodologies  
247-323 อินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง 3((3)-0-6) 
 Internet of Things  
247-324 ทฤษฎีสนามแม่เหลก็ไฟฟ้าส าหรับการประยกุตด์า้นการตรวจวดัแบบชาญฉลาด 3((3)-0-6) 

Electromagnetic Field Theory for Smart Sensing Applications  
247-325 แมชชีนเลินน่ิง 3((3)-0-6) 
 Machine Learning  
247-328 หวัขอ้เลือกสรรดา้นการออกแบบวงจรรวม 3((3)-0-6) 
 Selected Topics in Integrated Circuit Design  
247-329 หวัขอ้พิเศษดา้นการออกแบบวงจรรวม 3((3)-0-6) 
 Special Topics in Integrated Circuit Design  
 

- กลุ่มวิชาเลือกแขนงวิชาการประกอบและทดสอบเซมิคอนดักเตอร์  

247-354  ปัญญาประดิษฐ์เบ้ืองตน้ 3((3)-0-6) 
 Introduction to Artificial Intelligence  
247-356 ออปโตอิเลก็ทรอนิกส์ 3((3)-0-6) 
 Optoelectronics  
247-358 การผลิตแผ่นวงจรพิมพเ์บ้ืองตน้ 3((3)-0-6) 
 Introduction to PCB Manufacturing  



247-359 การวิจยัด  าเนินงาน 3((3)-0-6) 
 Operations Research  
247-360 วิทยาการขอ้มูลเบ้ืองตน้ 3((3)-0-6) 
 Introduction to Data Science  
247-361 การออกแบบแผ่นวงจรพิมพ ์ 3((3)-0-6) 
 PCB Design  
247-362 ระบบกลไฟฟ้าไมโครเบ้ืองตน้ 3((3)-0-6) 

Introduction to Microelectromechanical Systems  
247-363 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ส าหรับอุตสาหกรรม 3((3)-0-6) 

Computer Network for Industry  
247-364 ตวัควบคุมโลจิกโปรแกรมได ้ 3((3)-0-6) 
 Programmable Logic Controller  
247-365 หวัขอ้เลือกสรรดา้นการประกอบและทดสอบ 3((3)-0-6) 

Selected Topics in Assembly and Testing  
247-366 หวัขอ้พิเศษดา้นการประกอบและทดสอบ 3((3)-0-6) 

Special Topics in Assembly and Testing  
 

- กลุ่มวิชาเลือกแขนงวิชาการผลิตเซมิคอนดักเตอร์   

332-388  หวัขอ้เลือกสรรดา้นการผลิตวงจรรวม 3((3)-0-6) 
Selected Topics in IC Fabrication  

332-389 หวัขอ้พิเศษดา้นการผลิตวงจรรวม 3((3)-0-6) 
Special Topics in IC Fabrication  

 

4. หมวดวิชาการฝึกประสบการณ์  6 หน่วยกิต 

นักศึกษาทั้ง 3 แขนงวิชา จะต้องเลือกเรียน 1 รายวิชา จากรายวิชาต่อไปน้ี 

247-401 โครงงานทางวิศวกรรมเซมิคอนดกัเตอร์  6(0-18-0) 
Semiconductor Engineering Project  

247-402  สหกิจศึกษา 6(0-36-0) 
Co-Operative Education  

247-403  การศึกษาต่างประเทศ 6((6)-0-12) 
Study Abroad  

 
 
 
 
 

 



แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร 
 

ปีที่ 1 
ทั้ง 3 แขนง เรียนรวมกันในช้ันปีที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 

 200-113 ฟิสิกส์พื้นฐานส าหรับวิศวกร          3((3)-0-6) 
   Fundamental Physics for Engineer  
 333-101 ปฏิบติัการฟิสิกส์พื้นฐาน 1(0-3-0) 

Fundamental Physics Laboratory  
 247-104 เคมีทัว่ไป  3((3)-0-6) 

 General Chemistry   
 247-106 แคลคูลสั 1 3((3)-0-6) 

 Calculus I  
 200-116 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกร 3((2)-2-5) 

 Basic Engineering Programming  
 890-10XG1  ภาษาและการส่ือสาร 2((2)-0-4) 

Language and Communication  
 รวม 15 ((13)-5-27) 

 

ภาคการศึกษาที่ 2  
247-102 ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกรไฟฟ้า 3((3)-0-6) 
 Physics for Electrical Engineers  
247-103 ปฏิบติัการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกรไฟฟ้า 1(0-3-0) 
 Physics for Electrical Engineers Laboratory  
247-107 แคลคูลสั 2 3((3)-0-6) 
 Calculus II  
247-111 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 3((3)-0-6) 
 Electric Circuit Analysis  
247-112 แนะน าวสัดุนาโน  3((3)-0-6) 
 Introduction to Nanomaterials  
247-113 การออกแบบดิจิทลัและลอจิก 3((2)-2-5) 
 Digital and Logic Design  
325-107 ปฏิบติัการเคมีพื้นฐานส าหรับวิศวกร 1(0-2-1) 
 Fundamental Chemistry for Engineers Laboratory  
890-10XG1 ภาษาและการส่ือสาร 2((2)-0-4) 
 Language and Communication  
 รวม 19 ((16)-7-34)  

หมายเหตุ นักศึกษาทีม่ีผลการเรียนภาษาองักฤษต ่ากว่าเกณฑ์ทีก่ าหนด ให้เข้าร่วมกจิกรรมทีจ่ัดโดยคณะหรือมหาวิทยาลยั  



ปีที่ 2 
แขนงการออกแบบวงจรรวม 

ภาคการศึกษาที่ 1                                                    
 247-200 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 3((3)-0-6) 

 Engineering Mathematics III  
 247-210 วงจรอิเลก็ทรอนิกส์ 3((3)-0-6) 

 Electronic  Circuits  
 247-211 ส่ิงประดิษฐ์สารกึ่งตวัน า 3((2)-2-5) 

 Semiconductor Devices  
 247-212 สัญญาณและระบบ 3((3)-0-6) 

 Signal and Systems  
 247-214 เทคโนโลยกีารออกแบบไอซี  3((3)-0-6) 

 IC Design Technology  
 247-241 การทดลองทางอิเลก็ทรอนิกส์ 1 1(0-3-0) 

 Electronic Laboratory I  
 332-244 กระบวนการผลิตสารกึ่งตวัน าเบ้ืองตน้ 3((3)-0-6) 

 Introduction to Semiconductor Manufacturing  
 XXX-XXX GE2A การคิดเชิงตรรกะและตวัเลข 2((2)-0-4) 

 Logical and Numerical Reasonning  
 รวม 21((19)-5-39)  
 

ภาคการศึกษาที่ 2  
 247-201 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 4 3((3)-0-6) 
 Engineering Mathematics IV  
 247-213 สนามแม่เหลก็ไฟฟ้าและคลื่น 3((3)-0-6 
 Electromagnetic Fields and Waves ) 
 247-220 โครงสร้างขอ้มูลและอลักอริทึม 3((3)-0-6) 
 Data Structure and Algorithms  
 247-221 ปฏิบติัการระบบดิจิทลั 3(0-6-3) 
 Digital Systems Laboratory  
 247-223 วงจรโซลิดเสตท 3((3)-0-6) 
 Solid-State Circuits  
 247-225 เคร่ืองมือวดัทางไฟฟ้าและการวดั 3((3)-0-6) 
 Electrical Instruments and Measurement  
 XXX-XXX GE2B การคิดเชิงระบบ 2((2)-0-4) 
 Systematic Thinking  
 รวม 20((17)-6-37) 

 
 



ปีที่ 3 

 
ภาคการศึกษาที่ 1                                                   
 247-300 สถิติและการวิเคราะห์ขอ้มูลส าหรับวิศวกร 3((3)-0-6) 
  Statistics and Data Analysis for Engineers  
 247-301 ปฏิบติัการโครงงานดา้นไมโครคอมพิวเตอร์ 3(0-6-3) 
  Microcomputer Project Laboratory  
 247-302 การออกแบบระบบควบคุมโดยอิงแบบจ าลอง 3((3)-0-6) 
  Model-Based Control System Design  
 247-303 หลกัการส่ือสาร  3((3)-0-6) 
  Principle of Communication 
 247-305 การออกแบบวงจรวีแอลเอสไอ  3((2)-2-5) 
  VLSI Circuit Design  
 247-3xx วิชาเลือกเฉพาะแขนง  3((3)-0-6) 
  Track Elective  
 XXX-XXX GE8 รายวิชาเลือกศึกษาทัว่ไป  2(x-y-z) 
  General Education  
  รวม  20((x)-y-z) 
 

ภาคการศึกษาที่ 2 
 247-3xx วิชาเลือกเฉพาะแขนง 3((3)-0-6) 
 Track Elective  
 247-3xx วิชาเลือกเฉพาะแขนง 3((3)-0-6) 
 Track Elective  
 247-3xx วิชาเลือกเฉพาะแขนง 3((3)-0-6) 
 Track Elective  
 XXX-XXX วิชาเลือกวิชาชีพ 3((3)-0-6) 
 Semiconductor Elective  
 XXX-XXX วิชาเลือกวิชาชีพ 3((3)-0-6) 
 Semiconductor Elective  
 XXX-XXX วิชาเลือกวิชาชีพ 3((3)-0-6) 
 Semiconductor Elective  
 247-390 สัมมนาวิศวกรรมเซมิคอนดกัเตอร์ 1(0-2-1)* 
 Semiconductor Engineering Seminar  
 XXX-XXX GE8 รายวิชาเลือกศึกษาทัว่ไป 2(x-y-z) 
 General Education  
 รวม 20((x)-y-z) 
* ไม่นบัหน่วยกิต ลงทะเบียนแบบ Audit 



ปีที่ 3 

 
ภาคฤดูร้อน 
 247-391 การฝึกงานอุตสาหกรรม ไม่นอ้ยกว่า 320 ชัว่โมง 
 Industrial Training  
 

ปีที่ 4 

ภาคการศึกษาที่ 1                                                  
 247-401 โครงงานทางวิศวกรรมเซมิคอนดกัเตอร์ 6(0-18-0) 
 หรือ Semiconductor Engineering Project 
 247-402 สหกิจศึกษา 6(0-36-0) 
 หรือ Co-Operative Education  
 247-403 การศึกษาต่างประเทศ 6((6)-0-12) 
 Study Abroad  
 รวม 6((x)-y-z) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปีที่ 2 
 

แขนงการประกอบและทดสอบเซมิคอนดักเตอร์ 
ภาคการศึกษาที่ 1                                                    
 247-200 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 3((3)-0-6) 
 Engineering Mathematics III  
 247-210 วงจรอิเลก็ทรอนิกส์ 3((3)-0-6) 
 Electronic  Circuits  
 247-211 ส่ิงประดิษฐ์สารกึ่งตวัน า 3((2)-2-5) 
 Semiconductor Devices  
 247-212 สัญญาณและระบบ 3((3)-0-6) 
 Signal and Systems  
 247-214 เทคโนโลยกีารออกแบบไอซี  3((3)-0-6) 
 IC Design Technology  
 247-241 การทดลองทางอิเลก็ทรอนิกส์ 1 1(0-3-0) 
 Electronic Laboratory I  
 332-244 กระบวนการผลิตสารกึ่งตวัน าเบ้ืองตน้ 3((3)-0-6) 
 Introduction to Semiconductor Manufacturing  
 XXX-XXX GE2A การคิดเชิงตรรกะและตวัเลข 2((2)-0-4) 
 Logical and Numerical Reasonning  
 รวม 21((19)-5-39) 
 

 
ภาคการศึกษาที่ 2                                                    
 247-201 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 4 3((3)-0-6) 
 Engineering Mathematics IV  
 247-213 สนามแม่เหลก็ไฟฟ้าและคลื่น 3((3)-0-6) 
 Electromagnetic Fields and Waves  
 247-242 การทดลองทางอิเลก็ทรอนิกส์ 2 1(0-3-0) 
 Electronic Laboratory II  
 247-240 ระบบควบคุม 3((3)-0-6) 
  Control Systems  
 247-243 มาตรฐานอุตสาหกรรม 3((3)-0-6) 
  Industrial Standard  
 247-244 การทดสอบวงจรรวมวีแอลเอสไอเบ้ืองตน้ 3((3)-0-6) 
 Introduction to VLSI Testing  
 247-245 การควบคุมคุณภาพและซิกซิกม่า 3((3)-0-6) 
 Quality Control and Six Sigma  
 XXX-XXX GE2B การคิดเชิงระบบ 2((2)-0-4) 
 Systematic Thinking  
 รวม 21((20)-3-40) 
 
 



ปีที่ 3 
 

 ภาคการศึกษาที่ 1 
247-300 สถิติและการวิเคราะห์ขอ้มูลส าหรับวิศวกร 3((3)-0-6) 

 Statistics and Data Analysis for Engineers  
247-341 การทดลองทางอิเลก็ทรอนิกส์ขั้นสูง 2(0-4-2) 

 Advanced Electronic Laboratory  
247-350 ระบบอตัโนมติัส าหรับการผลิตดา้นอิเลก็ทรอนิกส์ 3((3)-0-6) 

 Automation Systems for Electronics Manufacturing  
247-xxx วิชาเลือกเฉพาะแขนง 3((3)-0-6) 

 Track Elective  
247-xxx วิชาเลือกเฉพาะแขนง 3((3)-0-6) 

 Track Elective  
247-xxx วิชาเลือกเฉพาะแขนง 3((3)-0-6) 

 Track Elective  
XXX-XXX GE8 รายวิชาเลือกศึกษาทัว่ไป 2(x-y-z) 

 General Education  
 รวม 19((x)-y-z)   

       
ภาคการศึกษาที่ 2 

247-345 ปฏิบติัการขั้นสูงในการทดสอบ 3(0-6-3) 
 Advanced Laboratory in Testing  
247-349 ความน่าเช่ือถือของวงจรรวมและการวิเคราะห์ความลม้เหลว 3((3)-0-6) 
 Integrated Circuit Reliability and Failure Analysis  
247-xxx วิชาเลือกเฉพาะแขนง 3((3)-0-6) 
 Track Elective  
XXX-XXX วิชาเลือกวิชาชีพ 3((3)-0-6) 
 Semiconductor Elective  
XXX-XXX วิชาเลือกวิชาชีพ 3((3)-0-6) 
 Semiconductor Elective  
XXX-XXX วิชาเลือกวิชาชีพ 3((3)-0-6) 
 Semiconductor Elective  
247-390 สัมนาวิศวกรรมเซมิคอนดกัเตอร์ 1(0-2-1)* 
 Semiconductor Engineering Seminar  
XXX-XXX GE8 รายวิชาเลือกศึกษาทัว่ไป 2(x-y-z) 
 General Education  

 รวม 20((x)-y-z) 

* ไม่นับหน่วยกิต ลงทะเบียนแบบ Audit    



ปีที่ 3 

ภาคฤดูร้อน 

 247-391 การฝึกงานอุตสาหกรรม   ไม่นอ้ยกว่า 320 ชัว่โมง 
  Industrial Training  
 

ปีที่ 4 

ภาคการศึกษาที่ 1                                                  
247-401 โครงงานทางวิศวกรรมเซมิคอนดกัเตอร์ 6(0-18-0) 
หรือ  Semiconductor Engineering Project  
247-402 สหกิจศึกษา    6(0-36-0) 
หรือ  Co-Operative Education 
247-403 การศึกษาต่างประเทศ   6((6)-0-12) 
  Study Abroad  

  รวม   6((x)-y-z) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปีที่ 2 
 

แขนงการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ 
ภาคการศึกษาที่ 1                                                    

247-200 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 3((3)-0-6) 
 Engineering Mathematics III  
247-210 วงจรอิเลก็ทรอนิกส์ 3((3)-0-6) 
 Electronic  Circuits  
247-211 ส่ิงประดิษฐ์สารกึ่งตวัน า 3((2)-2-5) 
 Semiconductor Devices  
247-212 สัญญาณและระบบ 3((3)-0-6) 
 Signal and Systems  
247-214 เทคโนโลยกีารออกแบบไอซี  3((3)-0-6) 
 IC Design Technology  
247-241 การทดลองทางอิเลก็ทรอนิกส์ 1 1(0-3-0) 
 Electronic Laboratory I  
332-244 กระบวนการผลิตสารกึ่งตวัน าเบ้ืองตน้ 3((3)-0-6) 
 Introduction to Semiconductor Manufacturing  
XXX-XXX GE2A การคิดเชิงตรรกะและตวัเลข 2((2)-0-4) 
 Logical and Numerical Reasonning  

   รวม 21((19)-5-39) 

 
ภาคการศึกษาที่ 2                                                    

247-201 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 4 3((3)-0-6) 
 Engineering Mathematics IV  
247-213 สนามแม่เหลก็ไฟฟ้าและคลื่น 3((3)-0-6) 
 Electromagnetic Fields and Waves  
324-251 สารเคมีเฉพาะส าหรับงานดา้นเซมิคอนดกัเตอร์ 3((3)-0-6) 
 Specialty Chemicals for Semiconductors  
324-252 กระบวนการเคมีเชิงไฟฟ้าส าหรับงานดา้นเซมิคอนดกัเตอร์ 3((3)-0-6) 
 Electrochemistry Process for Semiconductor  
332-243 ฟิลม์บางและเทคโนโลยสุีญญากาศ 3((3)-0-6) 
 Thin-Film and Vacuum Technology  
316-202 การวิเคราะห์วสัดุและเทคนิคการก าหนดลกัษณะอุปกรณ์สารกึ่งตวัน า 3((3)-0-6) 
 Material Analysis and Semiconductor Device Characterization Techniques  
XXX-XXX GE2B การคิดเชิงระบบ 2((2)-0-4) 
 Systematic Thinking  

   รวม 20((20)-0-40) 

 
 
 
 



ปีที่ 3 
 

 ภาคการศึกษาที่ 1 
247-300 สถิติและการวิเคราะห์ขอ้มูลส าหรับวิศวกร 3((3)-0-6) 

 Statistics and Data Analysis for Engineers  
247-371 กฎหมายความปลอดภยัในการท างาน 3((3)-0-6) 

 Occupation Safety Law  
332-343 ปฏิบติัการกระบวนการผลิตดา้นสารกึ่งตวัน า 3(0-6-3) 

 The Practice of Semiconductor Manufacturing Process  
332-354 พื้นฐานของกระบวนการดา้นพลาสม่า 3((3)-0-6) 

 Fundamental of Plasma Processing  
332-344 เทคโนโลยขีองกระบวนการดา้นเซมิคอนดกัเตอร์ 3(0-6-3) 

 Semiconductor Process Technology  
XXX-XXX วิชาเลือกเฉพาะแขนง 3((3)-0-6) 
 Track Elective  
XXX-XXX GE8 รายวิชาเลือกศึกษาทัว่ไป 2(x-y-z) 

 General Education  
 รวม 20((x)-y-z)   

      
ภาคการศึกษาที่ 2 

XXX-XXX วิชาเลือกเฉพาะแขนง 3((3)-0-6) 
 Track Elective  
XXX-XXX วิชาเลือกเฉพาะแขนง 3((3)-0-6) 
 Track Elective  
XXX-XXX วิชาเลือกเฉพาะแขนง 3((3)-0-6) 
 Track Elective  
XXX-XXX วิชาเลือกวิชาชีพ 3((3)-0-6) 
 Semiconductor Elective  
XXX-XXX วิชาเลือกวิชาชีพ 3((3)-0-6) 
 Semiconductor Elective  
XXX-XXX วิชาเลือกวิชาชีพ 3((3)-0-6) 
 Semiconductor Elective  
247-390 สัมนาวิศวกรรมเซมิคอนดกัเตอร์  1(0-2-1)* 
 Semiconductor Engineering Seminar  
XXX-XXX GE8 รายวิชาเลือกศึกษาทัว่ไป 2(x-y-z) 
 General Education  

 รวม 20((x)-y-z) 

* ไม่นับหน่วยกิต ลงทะเบียนแบบ Audit    



ปีที่ 3 

ภาคฤดูร้อน 

 247-391 การฝึกงานอุตสาหกรรม   ไม่นอ้ยกว่า 320 ชัว่โมง 
  Industrial Training  
 

ปีที่ 4 

ภาคการศึกษาที่ 1                                                  
247-401 โครงงานทางวิศวกรรมเซมิคอนดกัเตอร์ 6(0-18-0) 
หรือ  Semiconductor Engineering Project 
247-402 สหกิจศึกษา    6(0-36-0) 
หรือ  Co-Operative Education 
247-403 การศึกษาต่างประเทศ   6((6)-0-12) 
  Study Abroad  

  รวม   6((x)-y-z) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชา 
 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   
GE 1 ภาษาและการส่ือสาร 
890-102G1 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 2((2)-0-4) 
 Everyday English  
 รายวิชาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่มี 
 การฟังและการอ่านภาษาองักฤษท่ีมีเน้ือหาใกลต้วัและไม่ซับซ้อน เพื่อจับใจความส าคญัและรายละเอียด 
ไวยากรณ์และส านวนภาษาส าหรับการพูดและเขียนเพื่อส่ือสารในชีวิตประจ าวนั 
 Listening and reading familiar and simple topics to get the main idea and details; grammar and expressions 
for speaking and writing for everyday communication 
 
890-103G1 ภาษาอังกฤษพร้อมใช้ 2((2)-0-4) 
 English on the Go  
 รายวิชาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่มี 
 การฟังและการอ่านภาษาอังกฤษเกี่ยวกับหัวข้อที่เป็นปัจจุบัน เพื่อความเขา้ใจ การสรุปและการตีความ 
ไวยากรณ์และส านวนภาษาที่ซับซ้อนส าหรับการพูดและการเขียนเพื่อส่ือสารในบริบทที่หลากหลาย 
 English listening and reading, current topics, comprehension, summarization and interpretation; complex 
grammatical structures and expressions for everyday spoken and written communication in various contexts 
 
890-104G1 ภาษาอังกฤษยคุดิจิทัล 2((2)-0-4) 
 English in the Digital World  
 รายวิชาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่มี 
    การฟังและการอ่านภาษาองักฤษในโลกดิจิทลั: การโตต้อบต่อบทฟังและอ่านผ่านการพูดและเขียนอย่างมี
วิจารณญาณ 
     Listening and reading English in the digital world: critically responding to listening and reading texts through 
speaking and writing 
 
890-105G1 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 2((2)-0-4) 
 English for Academic Success  
 รายวิชาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่มี 
     การฟังและการอ่านภาษาองักฤษเชิงวิชาการ การวิเคราะห์สารเชิงวิชาการ การพูดและการเขียนเพื่อแสดง
ความคิดเห็นต่อสารอยา่งมีวิจารณญาณ 
     Listening and reading academic English; analyzing academically; critically speaking and writing to express 
opinions 
 
 
 



GE 2 การพัฒนาความคดิ   
          การคดิเชิงตรรกะและตัวเลข 
895-211G2A การคดิกับพฤติกรรมพยากรณ์ 2((2)-0-4) 
 Thinking and Behavioral Prediction  
 รายวิชาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่มี 
       การคิดตดัสินใจ การพยากรณ์พฤติกรรม การส ารวจปัญหาเชิงพฤติกรรม การวิเคราะห์สมการพยากรณ์ 
       Thinking, decision-making; behavioral prediction; behavioral problem exploration; predicting equation 
analysis 
               
315-100G2A ค านวณศิลป์ 2((2)-0-4) 
 The Art of Computing  
 รายวิชาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่มี 
       คณิตศาสตร์รอบตวั ตวัแบบทางคณิตศาสตร์เพื่อการด าเนินชีวิต ดอกเบ้ีย ค่ารายงวด การรวบรวมและจดัการ
ขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้และการน าเสนอ 
       Mathematics in surrounding; mathematical modeling for life; interest rate; annuity; collection and 
management data; introduction to data analysis and presentation 
 
473-001G2A เงินทองต้องรอบรู้ 2((2)-0-4) 
 Financial Literacy for a Better Life  
 รายวิชาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่มี 
       ความส าคญั ขอบเขต และกระบวนการวางแผนการเงินส่วนบุคคล การจัดท างบการเงินส่วนบุคคล การ
วิเคราะห์งบการเงินส่วนบุคคล การบริหารรายไดแ้ละรายจ่ายของบุคคลการวางแผนภาษี การบริหารความเส่ียงและการ
ประกนัชีวิต การวางแผนการออมและการลงทุน การวางแผนเพื่อการเกษียณ 
     Importance, scope and planning process of personal finance; preparing the personal financial statements; 
personal financial statement analysis; managing personal income and expenses; planning for saving; and investments  
 
473-002G2A การอ่านงบการเงินเพ่ือการลงทุน 2((2)-0-4) 
 Reading Financial Statements for Investment  
 รายวิชาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่มี 
       ความรู้พื้นฐานการลงทุนและงบการเงิน งบแสดงฐานะทางการเงิน งบก าไรขาดทุน งบกระแสเงินสด 
เคร่ืองมือในการวิเคราะห์ทางการเงิน การวิเคราะห์สภาพคล่อง ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ประสิทธิภาพในการจดัการ
หน้ีสิน ความสามารถในการท าก  าไร และมูลค่าของกิจการ 
      Fundamental of investments and financial statements; statement of financial position; income statement; 
statement of cash flow; statement of changes in owner’s shareholders; financial analysis tools; liquidity analysis, operating 
efficiency, leverage, profitability, and firm’s values 
 
 
 



142-010G2A คดิไปข้างหน้า (จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ)  2((2)-0-4) 
 Organic Thinking  
 รายวิชาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่มี 
       การคิดวิเคราะห์ การสันนิษฐานและการสมมติ ขอ้สมมติฐาน การคิดแบบเอกนัยและอเนกนัย การคน้หา
ขอ้มูล การคน้หาปัญหาและการแกปั้ญหา การท านาย ตรรกศาสตร์ การวิเคราะห์เชิงตวัเลข การเช่ือมโยง และการสร้างสรรค์
ส่ิงต่างๆ การเพิ่มมูลค่า 
       Analytical thinking; presumption and assumption; hypothesis; convergent and divergent thinking; data 
finding; problem and solution finding; predictions; logical; numerical analysis; relating and creating things; value adding 
 

 การคดิเชิงระบบ  
895-221G2B การคดิกับการแก้ปัญหาเชิงระบบ 2((2)-0-4) 
 Thinking and Systematic Problem Solving  
 รายวิชาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่มี 
     การคิดเชิงระบบ การคิดแกปั้ญหาเชิงระบบ การส ารวจปัญหาเชิงระบบ การวิเคราะห์ปัญหาเชิงระบบ 
     Systematic thinking; systematic problem solving; systematic problem exploration; systematic problem analysis 
 
895-222G2B การคดิเชิงวิพากษ์ 2((2)-0-4) 
 Critical Thinking  
 รายวิชาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่มี 
     การคิดเชิงวิพากษ ์การตรวจสอบความคิดและความเช่ือของตนเองและสังคม การแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ
และสร้างสรรค ์การส่ือสารความคิดและการตอบสนองเม่ือถูกวิพากษอ์ยา่งมีเหตุผลและสร้างสรรคใ์นบริบทที่หลากหลาย 
     Critical thinking; examining one’s own and society’s thoughts and beliefs; systematic and creative problem 
solving; communication of thoughts and response to criticism rationally and constructively in diverse contexts 
 
895-223G2B คดิสร้างสุข 2((2)-0-4) 
 Cultivating Happiness through Positivity  
 รายวิชาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่มี 
     ความคิดกบัความสุข วิธีคิดก  าหนดวิถีทาง ความคิดเชิงบวก การคิดกบัการท างาน ความสุขกบัความสัมพนัธ์ 
ความสุขกบัการศึกษา และการประยกุตรู์ปแบบการคิดมาใชใ้นการด าเนินชีวิตและการท างาน 
     Thoughts and happiness; thinking methods to set the direction; positive thinking, thinking, and work; 
happiness and relationships; happiness and education; application of thoughts to life and work 
 
895-224G2B ตรรกะในชีวิตประจ าวัน 2((2)-0-4) 
 Logic in Daily Life  
 รายวิชาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่มี 
     การคิดเชิงตรรกะ รูปแบบการอา้งเหตุผลแบบนิรนยั อุปนยั และจารนยั การสังเกตและตั้งค  าถาม การพิสูจน์
ความสมเหตุสมผลและการประเมินความน่าเช่ือถือ ตรรกวิบติั บทบาทของตรรกะในการอธิบายทางวิทยาศาสตร์และการใช้
ภาษา การแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ 



     Logical thinking; forms of deductive, inductive, and descriptive reasoning; observing and questioning; 
justification and reliability assessment; fallacies; the role of logic in scientific explanation and language use; systematic 
problem solving 
 
895-225G2B เท่าทันสถานการณ์โลก 2((2)-0-4) 
 The World Today  
 รายวิชาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่มี 
     การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะ การวิเคราะห์สังเคราะห์สถานการณ์โลกปัจจุบนัและความเปลี่ยนแปลง
ของภูมิรัฐศาสตร์โลกที่ท  าใหเ้กิดความขดัแยง้ การวิพากษว์ิกฤตเศรษฐกิจโลกและปัญหาที่โลกตอ้งเผชิญ การคิดเชิงกลยุทธ์
เพื่อการปรับตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลง การคิดเชิงอนาคตและการด ารงอยูป่ระชากรโลกในคริสตศ์ตวรรษที่ 21 
     Systematic thinking; logical thinking; analytical thinking; analyzing and synthesizing current world events 
and the changes in global geopolitics that cause conflicts; critically analyzing the global economic crisis and the world 
problems; strategic thinking for adapting to changing environment; future prediction and the survival of World population 
in the 21st century 
 
315-202G2B การคดิกับการใช้เหตุผล 2((2)-0-4) 
 Thinking and Reasoning  
 รายวิชาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่มี 
     นิยามและความส าคญัของการคิดและเหตุผล ระบบการคิดของสมอง ประเภทการคิด หลกัเหตุผล การให้
เหตุผล การคิดเชิงวิทยาศาสตร์และนวตักรรม 
     The definitions and importance of thinking and reasoning; brain thinking process; types of thinking; 
causality; reasoning; scientific and innovative thinking 
 
200-108G2B โมบาและการพัฒนากลยทุธ 2((2)-0-4) 
 MOBA and Strategy Development  
 รายวิชาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่มี 
     แนะน าโมบา การคิดเชิงระบบ องค์ประกอบของโมบา บทบาทและหนา้ที่ของผูเ้ล่น ความสัมพนัธ์ระหว่าง
องคป์ระกอบต่างๆ แผนผงัความคิด การท างานเป็นทีม การพฒันากลยทุธ์ มารยาทและน ้าใจนกักีฬา อาชีพท่ีเกี่ยวเน่ืองกบัโม
บา การคิดเชิงระบบในชีวิตประจ าวนั 
     Introduction to MOBA, systems thinking, elements of MOBA, player roles and function of players, MOBA 
elements relationship, mind map, team work, strategy development, manners and sportsmanship, career related to MOBA, 
system thinking in daily life 
 
200-108G2B การแก้ปัญหาแบบสร้างสรรค์ (จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ)  2((2)-0-4) 
 Creative Problem Solving   
 รายวิชาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่มี 
     ปัจจยัและสาเหตุของปัญหา การท าความเขา้ใจปัญหา ประเภทของปัญหา ขั้นตอนการแกปั้ญหา อลักอริทึม 
การคิดเพื่อการตดัสินใจและวางขั้นตอนวิธี การแกปั้ญหาดว้ยอลักอริทึม การคิดอยา่งมีวิจารณญาณและมุมมองต่างๆ ความ



น่าเช่ือถือและความสัมพนัธ์กนั แหล่งที่มาของขอ้มูล การท าความเขา้ใจแหล่งที่มาของขอ้มูล หลกัฐาน ขอ้เท็จจริง ความ
ถูกตอ้งและความน่าเช่ือถือ 
   Factors and causes of problems; understanding problem; types of problems, problem solving steps; 
algorithm; thinking for decision making and algorithm; problem solving with algorithm; critical thinking and ideas; 
reliability and relevance; sources of information, understanding the sources of information, evidence, facts, validity, and 
reliability 
 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 
1) กลุ่มวิชาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
200-113 ฟิสิกส์พ้ืนฐานส าหรับวิศวกร          3((3)-0-6) 
 Fundamental Physics for Engineer  
 รายวิชาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่มี 
 ฟิสิกส์ในงานวิศวกรรม หน่วยปริมาณทางฟิสิกส์และเวกเตอร์ ระบบแรงและการเคลื่อนที่ งานและโมเมนต์ 
อนุภาคและวตัถุเกร็ง พลงังานและโมเมนตมั 
 Physics in engineering; units, physical quantities, and vectors; force system and motions; work and moment; 
particles and rigid bodies; energy and momentum 
 ผูเ้รียนสามารถ  

1. แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมของความมีวินยั 
2. ค  านวณหน่วย ปริมาณทางฟิสิกส์ และเวกเตอร์ถูกตอ้ง 
3. แกปั้ญหาระบบแรงและการเคลื่อนที่ได ้
4. แกปั้ญหางานและโมเมนตไ์ด ้
5. แกปั้ญหาอนุภาคและวตัถุเกร็งได ้
6. แกปั้ญหาพลงังานและโมเมนตมัได ้
Students are able to 
1. Show disciplined behavior 
2. Calculate unit physical quantities and vectors correctly 
3. Solve force system and motion problems 
4. Solve work and moment problems  
5. Solve particles and rigid bodies problems 
6. Solve energy and momentum problems 

 
333-101 ปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐาน 1(0-3-0) 
 Fundamental Physics Laboratory  
 รายวิชาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่มี 
 การวดัและความผิดพลาด กราฟและสมการ สมดุลแรง การเคลื่อนท่ีแบบโพรเจกไทล ์สปริงและการสั่น คลื่น
น่ิงในเส้นเชือก 
 Measurement and errors; graphs and equations; force equilibrium; projectile motion; spring and oscillation; 
standing waves in a string 



ผูเ้รียนสามารถ  
1. แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมของความมีวินยั 
2. ใชเ้คร่ืองมือวดัในการวดัค่าและค านวณค่าความแม่นย  าของการวดัถูกตอ้ง 
3. ค  านวณทางสถิติและความถูกตอ้งของขอ้มูลจากผลการทดลองได ้
4. ท  าการทดลองเกี่ยวกบัการเคลื่อนท่ี สปริงและการสั่น คลื่น ไดถู้กตอ้ง   
5. เขียนบทวิเคราะห์และสรุปของการทดลองได ้
Students are able to 
1. Show disciplined behavior 
2. Operate instrument to measure and calculate precision of measurement correctly 
3. Compute statistical parameters from experimental data correctly 
4. Conduct experiment on motion, spring and oscillation and standing waves correctly 
6. Write discussion and draw conclusion on experiments 

 

247-102 ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกรไฟฟ้า 3((3)-0-6) 
 Physics for Electrical Engineers  
 รายวิชาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่มี 
 ไฟฟ้าสถิต กระแสไฟฟ้า วงจรไฟฟ้ากระแสตรง ตวัเก็บประจุ วงจรไฟฟ้ากระแสสลบัแม่เหล็กไฟฟ้า การ
เหน่ียวน าไฟฟ้า ตวัเหน่ียวน า คลื่นแม่เหลก็ไฟฟ้า  
 Electrostatic; electrical circuits; direct current circuits; capacitor; alternating current circuits; 
electromagnetism; electric induction; inductor; electromagnetic waves 

ผูเ้รียนสามารถ  
1. แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมของความมีวินยั 
2. แกปั้ญหาไฟฟ้าสถิตได ้
3. แกปั้ญหาวงจรกระแสตรง และวงจกระแสสลบัได ้
4. แกปั้ญหาแม่เหลก็ไฟฟ้าและวสัดุแม่เหลก็ได ้
5. แกปั้ญหาการเหน่ียวน าไฟฟ้าและตวัเหน่ียวน า ได ้ 
6. อธิบายหลกัการคลื่นแม่เหลก็ไฟฟ้าได ้
Students are able to 
1. Show disciplined behavior 
2. Solve electrostatic problems 
3. Solve direct current circuits and alternating current circuits problems 
4. Solve electromagnetism and magnetic materials problems  
5. Solve electric induction and inductor problems 
6. Explain electromagnetic waves 

 

 
 
 
 



247-103 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกรไฟฟ้า 1(0-3-0) 
 Physics for Electrical Engineers Laboratory  
 รายวิชาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่มี 
 สนามไฟฟ้า การวัดค่าทางไฟฟ้าและอุปกรณ์การวดัไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก การเหน่ียวน าแม่เหล็กไฟฟ้า 
วงจรไฟฟ้ากระแสตรง วงจรไฟฟ้ากระแสสลบั  
 Electric field; electrical measurement and electrical measurement devices; magnetic field; electromagnetic 
induction; direct current circuits; alternating current circuits 

ผูเ้รียนสามารถ  
1. แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมของความมีวินยั 
2. ใชเ้คร่ืองมือวดัไฟฟ้าพื้นฐานในการวดัค่าทางไฟฟ้าอยา่งถูกตอ้ง 
3. ท  าการทดลองเกี่ยวกบัวงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลบัอยา่งถูกตอ้ง 
4. ท  าการทดลองเกี่ยวกบัสนามไฟฟ้า สนามแม่เหลก็ การเหน่ียวน าแม่เหลก็ไฟฟ้าอยา่งถูกตอ้ง 
5. เขียนบทวิเคราะห์และสรุปของการทดลองได ้
Students are able to 
1. Show disciplined behavior 
2. Operate basic electrical equipment to measure electrical parameters correctly 
3. Conduct experiment on direct current circuits and alternating current circuits correctly 
4. Conduct experiment on electric field, magnetic field, and electromagnetic induction correctly 
5. Write discussion and draw conclusion on experiments 

 
247-104 เคมีทั่วไป   3((3)-0-6) 
 General Chemistry   
 รายวิชาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่มี 
 เคมีพื้นฐานส าหรับวิศกร  สารเคมีในชีวิตประจ าวนัและความปลอดภยั สมบติัทางกายภาพของของแขง็ ของ
ไหล และก๊าซ  กฎของแก๊ส กฎทรงมวลและปริมาณสารสัมพนัธ์  ปฏิกิริยาเคมีและสมดุลกรด-เบส  ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี เทอร์
โมไดนามิกส์ 
 Basic chemistry for engineers; chemicals in everyday life and safety; physical properties of solids, fluids and 
gases; gas laws; law of conservation of mass and stoichiometry; chemical reactions and acid-base equilibrium; 
electrochemical reactions; thermodynamics 

ผูเ้รียนสามารถ  
1. แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมของความมีวินยั 
2. อธิบายเคมีพื้นฐานส าหรับวิศกร  สารเคมีในชีวิตประจ าวนัและความปลอดภยัได ้
3. อธิบายสมบติัทางกายภาพของของแขง็ ของไหล และก๊าซได ้  
4. อธิบายกฎของแก๊ส กฎทรงมวลและปริมาณสารสัมพนัธ์ได ้
5. แกปั้ญหาปฏิกิริยาเคมีและสมดุลกรด-เบสได ้  
6. อธิบายปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี และเทอร์โมไดนามิกส์ได ้
Students are able to 
1. Demonstrate disciplined behavior 



2. Explain basic chemistry for engineers, everyday chemicals and safety  
3. Explain physical properties of solids, fluids and gases  
4. Explain gas laws, law of conservation of mass and stoichiometry  
5. Solve chemical reactions and acid-base equilibrium  
6. Explain electrochemical reactions and thermodynamics 

 
325-107 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐานส าหรับวิศวกร 1 (0-2-1) 

Fundamental Chemistry for Engineers Laboratory  
 รายวิชาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่มี 
 ความปลอดภยัในห้องปฏิบติัการ เลขนัยส าคญัและการเลือกใชเ้คร่ืองแกว้ ปฏิกิริยาเคมีของทองแดง การ
วิเคราะห์แคตไอออนและแอนไอออนเชิงคุณภาพกึ่ งจุลภาค เทอร์โมเคมี การลดลงของจุดเยือกแข็ง การวิเคราะห์โดย
ปริมาตร จลนศาสตร์เคมี กรด-เบส และสารละลายบพัเฟอร์ ไฟฟ้าเคมี  
 Chemical safety; significant figures and glassware selections; chemical reactions of copper; semi-micro 
qualitative analysis of cations and anions; thermochemistry; freezing point depression; chemical kinetics; volumetric 
analysis; acids, bases and buffer solutions; electrochemistry 

ผูเ้รียนสามารถ  
1. แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมของความมีวินยั 
2. ท  าการทดลองเกี่ยวกบัการเตรียมสารละลายไดถู้กตอ้ง 
3. ท  าการทดลองเกี่ยวกบัการวดัคุณสมบติัของสารเชิงกายภาพของสารไดถู้กตอ้ง 
4. ท  าการทดลองเกี่ยวกบั การวิเคราะห์องคป์ระกอบทางเคมีเบ้ืองตน้ดไ้ถูกตอ้ง 
5. เขียนบทวิเคราะห์และสรุปของการทดลองได ้
Students are able to 
1. Demonstrate disciplined behavior  
2. Perform experiments on the preparation of solutions correctly 
3. Perform experiments on measurement of physical properties of substances correctly 
4. Perform experiments on basic chemical composition analysis correctly  
5. Write an analysis and conclusion of the experiment 

 
247-106 แคลคูลัส 1 3 ((3)-0-6) 
 Calculus I  
 รายวิชาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่มี 
 ลิมิต ความต่อเน่ือง การหาอนุพนัธ์ การประยุกต์ใชก้ารหาอนุพนัธ์ การอินทิกรัล การประยุกต์ใชอ้ินทิกรัล
จ ากดั ฟังกช์นัทรานเซนเดนทลั เทคนิคการอินทิกรัล อินทิกรัลไม่เหมาะสม สมการเชิงอนุพนัธ์อนัดบัหน่ึง 
 Limits; continuity; differentiation; applications of differentiation; integration; applications of definite 
integral; transcendental functions; techniques of integration; improper integrals; first-order differential equations 

ผูเ้รียนสามารถ  
1. แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมของความมีวินยั 
2. แกปั้ญหาเกี่ยวกบัลิมิตและความต่อเน่ืองได ้



3. แกปั้ญหาเกี่ยวกบัอนุพนัธ์ได ้
4. แกปั้ญหาเกี่ยวกบัอินทิกรัลจ ากดัได ้
5. แกปั้ญหาเกี่ยวกบัฟังกช์นัทรานเซนเดนทลัได ้
6. แกปั้ญหาเกี่ยวกบัอินทิกรัลโดยเทคนิคต่าง ๆ ได ้
7. แกปั้ญหาสมการเชิงอนุพนัธ์อนัดบัหน่ึงได ้
Students are able to 
1. Show disciplined behavior 
2. Solve limits and continuity problems 
3. Solve differentiation problems 
4. Solve definite integral problems  
5. Solve transcendental problems 
6. Solve integral problems using different techniques 
7. Solve basic first-order differential equation problems 

 
247-107 แคลคูลัส 2 3((3)-0-6) 
 Calculus II  
 รายวิชาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่มี 
 ล  าดบัและอนุกรมอนันต์ การทดสอบการลู่เขา้ อนุกรมก าลงั อนุกรมเทยเ์ลอร์ เส้น ระนาบและพื้นผิวก  าลงั
สองในปริภูมิสามมิติ แคลคูลสัของฟังกช์นัค่าเวกเตอร์ อินทิกรัลเส้น ลิมิตและความต่อเน่ืองของฟังกช์นัของตวัแปรหลายตวั 
อนุพนัธ์ยอ่ย อนุพนัธ์ทิศทางและเกรเดียนต ์ตวัคูณลากรองจ์ อินทิกรัลหลายตวั 
 Sequences and infinite series; convergence tests; power series; Taylor series; lines; planes, and quadric 
surface in three-dimensional space; calculus of vector valued functions; line integrals; limits and continuity of functions of 
several variables; partial derivatives; directional derivatives and gradients; Lagrange multipliers; multiple integrals 

ผูเ้รียนสามารถ  
1. แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมของความมีวินยั 
2. แกปั้ญหาเกี่ยวกบัล  าดบัและอนุกรมอนนัต ์และ การทดสอบการลู่เขา้ได้ 
3. แกปั้ญหาเกี่ยวกบัอนุกรมก าลงั และ อนุกรมเทยเ์ลอร์ได้ 
4. ค  านวณค่าของเส้น ระนาบและพื้นผิวก  าลงัสองในปริภูมิสามมิติได ้
5. แกปั้ญหาเกี่ยวกบัแคลคูลสัของฟังกช์นัค่าเวกเตอร์ได ้
6. ค  านวณอินทิกรัลเส้นได ้
7. แกปั้ญหาลิมิตและความต่อเน่ืองของฟังกช์นัของตวัแปรหลายตวัได ้
8. ค  านวณอนุพนัธ์ยอ่ย อนุพนัธ์ทิศทางและเกรเดียนต ์ได้ 
9. แกปั้ญหาโดยใชต้วัคูณลากรองจ์ได ้
10. ค  านวณอินทิกรัลหลายตวัได ้
Students are able to 
1. Show disciplined behavior 
2. Solve sequences, infinite series and convergence test problems 
3. Solve power series and Taylor series problems 



4. Calculate parameters of lines, planes and quadratic surface in three-dimensional space  
5. Solve calculus of vector valued function problems 
6. Calculate line integrals of functions 
7. Solve limits and continuity of functions of several variables’ problems 
8. Calculate partial derivatives, directional derivatives and gradients 
9. Solve problems using Lagrange multipliers 
10. Calculate multiple integrals 

 
247-200 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 3 ((3)-0-6) 
 Engineering Mathematics III  
 รายวิชาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่มี 
 สมการเชิงอนุพนัธ์สามญัล าดบัที่หน่ึงและล าดบัท่ีสูงกว่า อนุกรมฟูเรียร์ อินทิกรัลฟูเรียร์และการแปลง การ
แปลงลาปลาซ การขยายเศษส่วนยอ่ย ปัญหาค่าขอบเขต การประยกุตใ์ชใ้นงานวิศวกรรมไฟฟ้า 
 First- order and higher- order ordinary differential equations; Fourier series; Fourier integral and transform; 
Laplace transform; partial fraction expansion; boundary value problem; applications in electrical engineering 

ผูเ้รียนสามารถ  
1. แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมของความมีวินยั 
2. แกปั้ญหาเกี่ยวกบัสมการเชิงอนุพนัธ์สามญัล าดบัท่ีหน่ึงและล าดบัท่ีสูงกว่าได้ 
3. ค  านวณอนุกรมฟูเรียร์ อินทิกรัลฟูเรียร์และการแปลงฟูเรียร์ได้ 
4. ค  านวณการแปลงลาปลาซได ้
5. แกปั้ญหาสมการอนุพนัธ์โดยใชก้ารขยายเศษส่วนยอ่ยได ้
6. แกปั้ญหาค่าขอบเขตได ้
Students are able to 
1. Show disciplined behavior 
2. Solve first- order and higher- order ordinary differential equation problems 
3. Calculate Fourier series and Fourier integral and transform 
4. Calculate Laplace transform  
5. Solve differential equation using partial fraction expansion technique 
6. Solve boundary value problems 

 
247-201 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 4 3 ((3)-0-6) 
 Engineering Mathematics IV  
 รายวิชาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่มี 
 การทบทวนจ านวนเชิงซ้อน รูปคลื่นไซน์ การแสดงเฟสเซอร์ บทน าสู่พีชคณิตเชิงเส้น การวิเคราะห์เวกเตอร์
พื้นฐาน สมการเชิงอนุพนัธ์และสมการเชิงผลต่าง การแปลงลาปลาซ การแปลง Z การแปลงฟูเรียร์ วิธีการเชิงตวัเลขพื้นฐาน 
และเคร่ืองมือค านวณส าหรับวิศวกรรมไฟฟ้า 



 Review of complex numbers, sinusoidal waveforms, phasor representations, introduction to linear algebra, 
basic vector analysis, differential equations and difference equations, Laplace transforms, Z-transforms, Fourier transforms, 
basic numerical methods and computing tools for electrical engineering 

ผูเ้รียนสามารถ  
1. แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมของความมีวินยั 
2. แกปั้ญหาเกี่ยวกบัจ านวนเชิงซ้อนได ้
3. ค  านวณค่าเฟสเซอร์จากคลื่นรูปไซน์ได ้
4. แกปั้ญหาพีชคณิตเชิงเส้นพื้นฐานได ้
5. แกปั้ญหาเวกเตอร์พื้นฐานได ้
6. แกปั้ญหาสมการเชิงอนุพนัธ์และสมการเชิงผลต่างได ้
7. ค  านวณการแปลงลาปลาซ การแปลง Z และการแปลงฟูเรียร์ได ้
8. แกปั้ญหาวิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐานดว้ยวิธีการเชิงตวัเลขพื้นฐาน และเคร่ืองมือค านวณได ้
Students are able to 
1. Show disciplined behavior 
2. Solve complex number problems 
3. Calculate phasor representation from sinusoidal waveform 
4. Solve basic linear algebra problems  
5. Solve basic vector problems 
6. Solve problems in differential and difference equations 
7. Calculate Laplace transform, Z-transforms and Fourier transforms correctly 
8. Solve basic electrical engineering problems using numerical methods and computing tools 

 
247-300 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับวิศวกร 3 ((3)-0-6) 
 Statistics and Data Analysis for Engineers  
 รายวิชาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่มี 
 องคป์ระกอบของความน่าจะเป็น: สัจพจน์ของความน่าจะเป็น ความน่าจะเป็นแบบมีเง่ือนไข เหตุการณ์อิสระ 
ทฤษฎีบทของเบยส์ ตวัแปรสุ่ม: ตวัแปรสุ่มแบบแยกส่วนและแบบต่อเน่ือง ฟังก์ชนัความน่าจะเป็น ฟังก์ชนัของตวัแปรสุ่ม 
ความคาดหวงั ความแปรปรวน ความแปรปรวนร่วม โมเมนต์ ฟังก์ชนัการสร้างโมเมนต์ ความไม่เท่าเทียมของมาร์คอฟ
และเชบีเชฟ กฎของจ านวนมาก ตวัแปรสุ่มพิเศษ: เบอร์นูลลี ทวินาม มลัติโนเมียล เรขาคณิต ปัวซอง ไฮเปอร์จีโอเมตริก ทวิ
นามเชิงลบ สม ่าเสมอ ปกติ (เกาส์เซียน) เลขช้ีก  าลงั แกมมา ไคสแควร์ ที เอฟ การสุ่มตวัอยา่ง: ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตวัอยา่ง ความ
แปรปรวนของกลุ่มตวัอยา่ง  ฮิสโทแกรม การแจกแจงของกลุ่มตวัอยา่งจากประชากรปกติ การประมาณค่าพารามิเตอร์: วิธี
ของโมเมนต ์วิธีความน่าจะเป็นสูงสุด ช่วงความเช่ือมัน่ ไบแอส ขอ้ผิดพลาดก าลงัสองเฉลี่ย การทดสอบสมมติฐาน: ประเภท
และความน่าจะเป็นของขอ้ผิดพลาด การทดสอบเกี่ยวกบัค่าเฉลี่ยและความแปรปรวนของกลุ่มตวัอยา่งปกติ 
 Elements of probability: axioms of probability, conditional probability, independent events, Bayes’ theorem; 
random variables: discrete and continuous random variables, probability functions, function of random variable, 
expectation, variance, covariance, moments, moment generating functions, Markov’s and Chebyshev’s inequalities, law of 
large numbers; special random variables: Bernoulli, binomial, multinomial, geometric, Poisson, hypergeometric, negative 
binomial, uniform, normal (Gaussian), exponential, gamma, chi- square, t, F; sampling: sample mean, sample variance, 



histogram, sampling distributions from a normal population; Parameter estimation: method of moments, maximum 
likelihood method, confidence interval, bias, mean square error; hypothesis testing: types and probability of error, tests 
concerning mean and variance of normal populations 

ผูเ้รียนสามารถ  
1. แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมของความมีวินยั 
2. อธิบายองคป์ระกอบของความน่าจะเป็นได ้
3. แกปั้ญหาเกี่ยวกบัความน่าจะเป็นแบบมีเง่ือนไข เหตุการณ์อิสระ ทฤษฎีบทของเบยส์ได้ 
4. แกปั้ญหาเกี่ยวกบัตวัแปรสุ่มได ้
5. ค  านวณฟังก์ชนัความน่าจะเป็น ฟังก์ชนัของตวัแปรสุ่ม ความคาดหวงั ความแปรปรวน ความแปรปรวน 

                             ร่วม โมเมนต ์ฟังกช์นัการสร้างโมเมนตข์องตวัแปรสุ่มได ้
6. อธิบายหลกัการความไม่เท่าเทียมของมาร์คอฟเชบีเชฟ และกฎของจ านวนมากได้ 
7. แกปั้ญหาเกี่ยวกบัตวัแปรสุ่มแบบพิเศษได ้
8. ค  านวณ ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตวัอยา่ง ความแปรปรวนของกลุ่มตวัอยา่ง ฮิสโทแกรม และการแจกแจงของกลุ่ม 

                             ตวัอยา่งจากประชากรปกติได ้
9. แกปั้ญหาเกี่ยวกบัการประมาณค่าพารามิเตอร์โดยวิธีต่าง ๆ ได ้
10. แกปั้ญหาเกี่ยวกบัการทดสอบสมมติฐานได ้
11. อธิบายประเภทและความน่าจะเป็นของขอ้ผิดพลาด การทดสอบเกี่ยวกบัค่าเฉลี่ยและความแปรปรวนของ 

                              กลุ่มตวัอยา่งปกติได ้
Students are able to 
1. Show disciplined behavior 
2. Explain elements of probability correctly 
3. Solve conditional probability, independent events, Bayes’ theorem problems 
4. Solve random variables problems  
5. Calculate expectation, variance, covariance, moments, moment generating functions of random variables 
6. Explain concepts of Markov’s and Chebyshev’s inequalities and law of large numbers correctly 
7. Solve special random variable problems 
8. Calculate sample mean, sample variance, histogram, sampling distributions from a normal population 
9. Solve parameter estimation problems using different method 
10. Solve hypothesis testing problems 
11. Explain types and probability of error, tests concerning mean and variance of normal populations 

 
2) กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม 
2.1) กลุ่มวิชาบังคบัร่วม 
200-116 พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกร 3((2)-2-5) 
 Basic Engineering Programming  
 รายวิชาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่มี 
 หลักการและองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ การท างานร่วมกันของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ หลักการ
กระบวนการของขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ หลกัการของภาษาชั้นสูง วิธีการออกแบบและพฒันาโปรแกรม ชนิดขอ้มูล พื้นฐาน



ตวัแปรค่าคงที่ตวัด  าเนินการและนิพจน์ ประโยคค าสั่งและประโยคค าสั่งเชิงประกอบ        การท างานตามล าดบั การท างาน
แบบทางเลือกและการท างานแบบวนซ ้ า การตรวจแกจุ้ดบกพร่อง การออกแบบและพฒันาโปรแกรมโดยใชภ้าษาระดบัสูง
เพื่อประยกุตใ์ชก้บัปัญหาทางดา้นวิศวกรรม การฝึกเขียนโปรแกรม 
 Computer concepts; computer components; hardware and software interaction; electronic data processing 
concepts; high-level language programming concepts; program design and development methodology; data types; constant; 
operations and expression; statement and compound statement; flow controls; sequence; alteration and iteration; debugging; 
program design and development with applications to engineering problems using a high level programming language; 
programming practices 

ผูเ้รียนสามารถ  
1. แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมของความมีวินยั 
2. ใชเ้คร่ืองมือพฒันาโปรแกรมอยา่งถูกตอ้ง 
3. วาดผงังานที่สะทอ้นกระบวนการที่เป็นเหตุผลของโปรแกรมได ้
4. เขียนโปรแกรมที่ท  าตามขอ้ก  าหนดโดยใชภ้าษาการเขียนโปรแกรมระดบัสูงและไลบรารีตวัเลข 
5. แกไ้ขโปรแกรมอยา่งเป็นระบบ 
Students are able to 
1. Show disciplined behavior 
2. Use programming development tools properly 
3. Draw a flowchart that reflect the logical process of the program correctly 
4. Write programs to meet the given specifications using a high-level programming language and numerical libraries 
5. Debug the program systematically 

 
247-111 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 3 ((3)-0-6) 
 Electric Circuit Analysis  
 รายวิชาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่มี 
 สัญญาณและแบบจ าลอง องค์ประกอบของวงจร กฎของโอห์มและกฎของเคอร์ชอฟฟ์ วงจรตา้นทาน การ
วิเคราะห์โหนดและโครงข่าย ความเป็นเส้นตรงและการซ้อนทบั วงจรสมมูลและทฤษฎีบทเครือข่าย องคป์ระกอบการเก็บ
พลงังาน วงจรล าดบัท่ีหน่ึงและล าดับท่ีสอง การตอบสนองตามธรรมชาติและแบบบังคับ สถานะชัว่ครู่และคงตัว การ
วิเคราะห์สถานะคงตวัของกระแสสลบั ค่าเฉลี่ยและค่าที่ มีผล เฟเซอร์ อิมพีแดนซ์และการยอมรับ การวิเคราะห์ก  าลงัไฟฟ้า
ของวงจรกระแสสลบั การปรับปรุงตวัประกอบก าลงัไฟฟ้า วงจรสามเฟส ตวัเหน่ียวน าคู่และหมอ้แปลง 
 Signals and models; circuit element; Ohm’s law and Kirchhoff’s laws; resistive circuits; nodal and mesh 
analyses; linearity and superposition; equivalent circuits and network theorems; energy storage element; first-order and 
second-order circuits; natural and forced responses; transient and steady state; AC steady-state analysis; average and 
effective values; phasors; impedance and admittance; AC circuit power analysis; power factor improvement; three-phase 
circuits; coupled inductors and transformers 

ผูเ้รียนสามารถ  
1. แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมของความมีวินยั 
2. อธิบายการคุณสมบติัของอุปกรณ์ไฟฟ้าพื้นฐานได ้



3. ค  านวณค่าตวัแปรทางไฟฟ้าของวงจรไฟฟ้ากระแสตรงในสภาวะชัว่ครู่และสานะอยู่ตวัโดยประยกุต์ใช ้
                            ทฤษฎีวงจรและหลกัการทางคณิตศาสตร์ได ้

4. ค  านวณค่าตวัแปรทางไฟฟ้าของวงจรไฟฟ้ากระแสสลบัในสภาวะชัว่ครู่และสานะอยูต่วัโดยประยุกตใ์ช ้
                             ทฤษฎีวงจรและหลกัการทางคณิตศาสตร์ได ้

5. ค  านวณค่าตวัแปรที่ใชใ้นการปรับปรุงค่าตวัประกอบก าลงัของระบบไฟฟ้ากระแสสลบัได้ 
6. ค  านวณค่าตวัแปรทางไฟฟ้าของวงจรไฟฟ้าสามเฟสได ้
7. ค  านวณค่าตวัแปรทางไฟฟ้าของวงจรไฟฟ้าที่มีตวัเหน่ียวน าคู่ควบและหมอ้แปลงไฟฟ้าได้ 
Students are able to 
1. Show disciplined behavior 
2. Explain the properties of basic electrical devices 
3 .  Calculate electrical parameters of direct current circuits in both transient and steady-states by applying  

                             circuit theories and mathematical method 
4 .  Calculate electrical parameters of alternating current circuits in both transient and steady-states by  

                               applying circuit theories and mathematical method 
5. Calculate electrical parameters to improve the power factor in alternating current circuits 
6. Calculate electrical parameters of three-phase circuits 
7. Calculate electrical parameters of circuits with coupled inductor and transformer 
 

247-112 แนะน าวัสดุนาโน   3 ((3)-0-6) 
 Introduction to Nanomaterials  
 รายวิชาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่มี 
 แนวคิดพื้นฐานของนาโนเทคโนโลย ีประเภทของวสัดุนาโน เทคนิคการสังเคราะห์และการผลิตวสัดุนาโน 
การประยุกต์ใชง้านของวสัดุนาโน การใชง้านในอุตตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเซมิคอนดกัเตอร์ ความปลอดภยัและ
ผลกระทบของนาโนเทคโนโลย ี
 Fundamentals of Nanotechnology; Types of Nanomaterials; Synthesis and Fabrication Techniques; 
Properties of Nanomaterials; Applications of Nanomaterials; Application in Electronics and semiconductor industries; 
Safety and Ethical Aspects of Nanotechnology 

ผูเ้รียนสามารถ  
1. แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมของความมีวินยั 
2. อธิบายความส าคญันาโนเทคโนโลยแีละวสัดุนาโนเบ้ืองตน้ได ้
3. อธิบายนาโนเทคโนโลยกีบันวตักรรมดา้นอุตสาหกรรมได ้
4. อธิบายกระบวนการสังเคราะห์วสัดุนาโนเบ้ืองตน้ได ้
Students are able to 
1. Show disciplined behavior 
2. Explain the importance of nanotechnology and basic nanomaterials  
3. Explain nanotechnology and industrial innovation  
4. Explain the basic process of nanomaterial synthesis 
 



247-113 การออกแบบดิจิทัลและลอจิก 3((2)-2-5) 
 Digital and Logic Design  
 รายวิชาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่มี 
 ระบบตวัเลขและรหสั พีชคณิตแบบบูลีน มินเทอมและแมกซ์เทอม ผลรวมของผลคูณและผลคูณของผลรวม 
แผนผงัคาร์นอฟ วงจรเกตสองระดับและหลายระดบั วงจรคอมบิเนชนัแนลขนาดกลาง มลัติเพล็กเซอร์ วงจรเขา้รหัส และ
วงจรถอดรหวั บทน าสู่วงจรเชิงล  าดบั แลตช ์ฟลิปฟลอ็ป รีจิสเตอร์ และวงจรนบั ไดอะแกรมสถานะและตารางสถานะ การ
วิเคราะห์และการออกแบบวงจรลอจิกเชิงล  าดบั ภาษาอธิบายฮาร์ดแวร์ โปรเจ็กตอ์อกแบบโดยใช ้CAD 
 Number systems and codes; Boolean algebra; minterms and maxterms; sum-of-products and product-of-
sums; Karnaugh maps; two-level and multi-level gate circuits; medium-scale combinational circuits: multiplexer, encoder, 
and decoder; introduction to sequential circuits; latch, flipflop; register, and counter; state diagram and state table; analysis 
and design of sequential logic circuits; hardware description language; design projects using CAD 

ผูเ้รียนสามารถ  
1. แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมของความมีวินยั 
2. ค  านวณระบบตวัเลขและรหสัต่างๆได ้
3. ค  านวณพีชคณิตแบบบูลีนได ้
4. แกปั้ญหาเกี่ยวกบัมินเทอมและแมกซ์เทอม ผลรวมของผลคูณและผลคูณของผลรวม แผนผงัคาร์นอฟได้ 
5. ออกแบบวงจรลอจิกเชิงล  าดบัได ้
6. ออกแบบวงจรดยใชอ้ธิบายฮาร์ดแวร์ได ้
7. ออกแบบวงจรโดยใช ้CAD ได ้
Students are able to 
1. Show disciplined behavior 
2. Calculate various number systems and codes 
3. Calculate Boolean algebra 
4. Solve problems related to minterms and maxterms, sum-of-products and product-of-sums and Karnaugh maps 
5. Design of sequential logic circuits 
6. Design circuits using hardware description language 
7. Design circuits using CAD 

 
247-210 วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 3 ((3)-0-6) 
 Electronic  Circuits  
 รายวิชาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่มี 
 อุปกรณ์เซมิคอนดกัเตอร์ ลกัษณะกระแส-แรงดนั และความถี่ของอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ การวิเคราะห์และ
การออกแบบวงจรไดโอด ทรานซิสเตอร์แบบรอยต่อไบโพลาร์ (BJT) และทรานซิสเตอร์แบบสนามไฟฟ้า (FET) วงจร
ไบอัสทรานซิสเตอร์และการวิเคราะห์สัญญาณขนาดเล็ก วงจรขยายสัญญาณแบบหลายขั้นตอน ออปแอมป์และการ
ประยกุตใ์ชง้านในวงจรเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น 
 Semiconductor devices; current-voltage and frequency characteristics of electronic devices; analysis and 
design of diode circuits; bipolar junction transistors (BJT) and field-effect transistors (FET); transistor bias circuit and small-
signal analysis; multistage amplifiers; operational amplifiers and its applications in linear and nonlinear circuits  



ผูเ้รียนสามารถ  
1. แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมของความมีวินยั 
2. อธิบายการคุณสมบติัของอุปกรณ์กึ่งตวัน าชนิดต่าง ๆ ได ้
3. ค  านวณหาค่าทางไฟฟ้าของวงจรไดโอดได ้
4. ค  านวณหาค่าทางไฟฟ้าของวงจรทรานซิสเตอร์แบบรอยต่อไบโพลาร์ได้ 
5. ค  านวณหาค่าทางไฟฟ้าของวงจรทรานซิสเตอร์แบบรอยต่อสนามไฟฟ้าได้ 
6. ค  านวณหาค่าจุดท างาน และ วงจรสัญญาญขนาดเลก็ของทรานซิสเตอร์ได้ 
7. ค  านวณหาค่าทางไฟฟ้าของวงจรออปแอมป์ได ้
Students are able to 
1. Show disciplined behavior 
2. Explain the properties of semiconductor devices 
3. Calculate electrical parameters of diode circuits 
4. Calculate electrical parameters of BJT circuits 
5. Calculate electrical parameters of FET circuits 
6. Calculate operating point and small-signal parameters of transistor amplifier circuits 
7. Calculate electrical parameters of op-amp circuits 

 
247-211 ส่ิงประดิษฐ์สารก่ึงตัวน า 3((2)-2-5) 
 Semiconductor Devices  
 รายวิชาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่มี 
 คุณสมบติัและการเติบโตของผลึกเซมิคอนดกัเตอร์ แถบพลงังานและตวัพาประจุในเซมิคอนดกัเตอร์ กลไก
การขนส่งตวัพาในเซมิคอนดกัเตอร์ รอยต่อ p-n รอยต่อโลหะ-เซมิคอนดกัเตอร์ โครงสร้าง การท างาน และคุณสมบติัทาง
ไฟฟ้าของทรานซิสเตอร์แบบสองรอยต่อ (BJT) โครงสร้าง การท างาน และคุณสมบติัทางไฟฟ้าของทรานซิสเตอร์มอสเฟต 
(MOSFET) อุปกรณ์ออปโตอิเลก็ทรอนิกส์ 
 Semiconductor crystals properties and growth; energy band and charge carriers in semiconductors; carrier 
transport mechanisms in semiconductors; p-n junctions; metal-semiconductor junctions; bipolar junction transistors (BJT) 
structure, operation, and electrical properties; metal-oxide-semiconductor field-effect transistors (MOSFET) structure, 
operation, and electrical properties; optoelectronic devices 

ผูเ้รียนสามารถ  
1. แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมของความมีวินยั 
2. อธิบายคุณสมบติัและการเติบโตของผลึกเซมิคอนดกัเตอร์ แถบพลงังานและตวัพาประจุในเซมิคอนดกั

เตอร์ กลไกการขนส่งตวัพาในเซมิคอนดกัเตอร์ได ้
3. อธิบายคุณสมบติัของรอยต่อ p-n รอยต่อโลหะ-เซมิคอนดกัเตอร์ได ้
4. อธิบายคุณสมบติัของโครงสร้าง การท างาน และคุณสมบติัทางไฟฟ้าของทรานซิสเตอร์แบบสองรอยต่อ (BJT)ได ้
5. อธิบายคุณสมบติัของโครงสร้าง การท างาน และคุณสมบติัทางไฟฟ้าของทรานซิสเตอร์มอสเฟต (MOSFET)ได ้
6.  อธิบายคุณสมบติัของอุปกรณ์ออปโตอิเลก็ทรอนิกส์ 
7. ท  าการทดลองเกี่ยวกบัอุปกรณ์เซมิคอนดกัเตอร์อยา่งถูกตอ้ง 
Students are able to 



1. Show disciplined behavior 
2 .  Explain the properties of semiconductor crystals properties and growth; energy band and charge carriers  

                             in semiconductors; carrier transport mechanisms in semiconductors  
3. Explain the properties of  p-n junctions; metal-semiconductor junctions 
4. Explain the properties of bipolar junction transistors (BJT) structure, operation, and electrical properties  
5 .  Explain the properties of metal-oxide-semiconductor field-effect transistors (MOSFET) structure,  

                             operation, and electrical properties 
6. Explain the properties of optoelectronic devices 
7. Conduct experiment on semiconductor devices correctly 

 
247-212 สัญญาณและระบบ 3 ((3)-0-6) 
 Signal and Systems  
 รายวิชาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่มี 
 บทน าเกี่ยวกบัสัญญาณและระบบ การวิเคราะห์โดเมนเวลาของระบบเวลาต่อเน่ืองเชิงเส้นที่ไม่แปรเปลี่ยน
ตามเวลา การประสานเวลาต่อเน่ือง อนุกรมฟูเรียร์เวลาต่อเน่ือง การแปลงฟูเรียร์เวลาต่อเน่ือง การแปลงลาปลาซ การ
วิเคราะห์โดเมนเวลาของระบบเวลาไม่ต่อเน่ือง การประสานเวลาไม่ต่อเน่ือง อนุกรมฟูเรียร์เวลาไม่ต่อเน่ือง การแปลงฟูเรียร์
เวลาไม่ต่อเน่ือง การสุ่มตัวอย่างและควอนไทซ์สัญญาณ การแปลง Z การจ าลองเชิงตัวเลขและการใช้งานส าหรับ
วิศวกรรมไฟฟ้า 
 Introduction to signals and systems; time domain analysis of linear time invariant continuous time systems; 
continuous time convolution; continuous time Fourier series; continuous time Fourier transform; Laplace transform; time 
domain analysis of discrete time systems; discrete time convolution; discrete time Fourier series; discrete time Fourier 
transform; sampling and quantization; Z-transform; numerical simulation and applications for electrical engineering 

ผูเ้รียนสามารถ  
1. แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมของความมีวินยั 
2. อธิบายคุณสมบติัของระบบและสัญญาณแบบเชิงเส้นและไม่แปรผนัตามเวลาได ้
3. ค  านวณผลคอนโวลูชนัของสัญญาประเภทต่อเน่ืองทางเวลาได ้
4. ค  านวณอนุกรมฟูเรียร์และการแปลงฟูเรียร์ของสัญญาประเภทต่อเน่ืองทางเวลาได้ 
5. ค  านวณการแปลงลาปลาซของสัญญาประเภทต่อเน่ืองทางเวลาได ้
6. ค  านวณผลคอนโวลูชนัของสัญญาประเภทไม่ต่อเน่ืองทางเวลาได ้
7. ค  านวณอนุกรมฟูเรียร์และการแปลงฟูเรียร์ของสัญญาประเภทไม่ต่อเน่ืองทางเวลาได้ 
8. ค  านวณการแปลงแซดของสัญญาประเภทไม่ต่อเน่ืองทางเวลาได ้
Students are able to 
1. Show disciplined behavior 
2. Explain the properties of linear time-invariant signals  
3. Calculate the convolution of continuous-time signals 
4. Calculate Fourier series and the Fourier transform of continuous-time signals 
5. Calculate the Laplace transform of continuous-time signals 
6. Calculate the convolution of discrete time signals 



7. Calculate Fourier series the discrete time Fourier transform of discrete time signals 
8. Calculate the Z-transform of discrete time signals 

 
247-213 สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและคล่ืน 3 ((3)-0-6) 
 Electromagnetic Fields and Waves  
 รายวิชาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่มี 
 สนามไฟฟ้าสถิตในอวกาศ ไดอิเล็กตริก และตัวน าไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้าสถิตและแรง 
กระแสไฟฟ้าคงที่ สนามแม่เหลก็สถิต พลงังานไฟฟ้าสถิต แรง และแรงบิด สมการของแมกซ์เวลล ์สนามแม่เหลก็ไฟฟ้าฮาร์
โมนิกตามเวลา การแผ่รังสีพลงังานแม่เหลก็ไฟฟ้า คลื่นระนาบ สายส่งไฟฟ้า สมิทชาร์ท 
 Electrostatic fields in free space, dielectrics, and conductors; electric potential; electrostatic energy and 
forces; steady electric currents; magnetostatic fields; magnetostatic energy, forces, and torques; Maxwell’s equations; time-
harmonic electromagnetic fields; electromagnetic energy radiation; plane waves; transmission lines; Smith chart  

ผูเ้รียนสามารถ  
1. แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมของความมีวินยั 
2. แกปั้ญหาทางวิศวกรรมเกี่ยวกบัสนามไฟฟ้าสถิต ไดอิเลก็ตริก และ ตวัน าไฟฟ้าได้ 
3. แกปั้ญหาเกี่ยวกบัพลงังานไฟฟ้าสถิตและแรงทางไฟฟ้าได ้
4. ค  านวณหาค่าสนามแม่เหลก็สถิต พลงังานสนามแม่เหลก็สถิต แรงและแรงดบิดจากสนามแม่เหลก็สถิตได้ 
5. แก้ปัญหาเกี่ยวกับ สมการแมกซ์เวลล์ สนามแม่เหล็กไฟฟ้าฮาร์โมนิกตามเวลา การแผ่รังสีพลังงาน 

                             แม่เหลก็ไฟฟ้า และ คลื่นระนาบ 
6. ค  านวณค่าเกี่ยวกบัสายส่งไฟฟ้า 
Students are able to 
1. Show disciplined behavior 
2. Solve for solutions in static electric field, dielectric and conductor 
3. Solve for solutions in electric energy and electric force 
4. Calculate static magnetic field, force and torque from static magnetic field  
5. Solve problems related to Maxwell’s equations, time-harmonic electromagnetic fields and  

                             electromagnetic energy radiation and plane waves 
6. Calculate parameters related to transmission lines 

 
247-214 เทคโนโลยกีารออกแบบไอซี  3((3)-0-6) 
 IC Design Technology 
 รายวิชาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่มี 
 ประเภทของ IC (วงจรรวม); วิธีการออกแบบ; การออกแบบ IC แบบอนาลอ็ก ดิจิทลั และแบบสัญญาณผสม; 
เ กต  TTL (Transistor-Transistor Logic); เ กต  CMOS (Complementary Metal-Oxide Semiconductor); FinFET; เ ค ร่ือง มือ
ออกแบบอตัโนมติั (EDA); บรรจุภณัฑแ์ละการทดสอบ; แนวโนม้ใหม่ ๆ 

IC (Integrated Circuit) types; design methodologies; analog, digital, and mixed-signal IC design; TTL 
(Transistor-Transistor Logic) gates; CMOS (Complementary Metal-Oxide Semiconductor) gates; FinFET; Electronic 
Design Automation (EDA) tools; packaging and testing; emerging trends 



ผูเ้รียนสามารถ  
1. แสดงพฤติกรรมที่มีวินยั 
2. อธิบายประเภทของ IC ได ้
3. อธิบายวิธีการออกแบบหลกัส าหรับ IC แบบอนาลอ็ก ดิจิทลั และแบบสัญญาณผสมได ้
4. เปรียบเทียบเทคโนโลยี TTL (ทรานซิสเตอร์-ทรานซิสเตอร์ลอจิก) CMOS (เซมิคอนดักเตอร์โลหะ

ออกไซดเ์สริม) และ FinFET ได ้
5. ใชเ้คร่ืองมือ EDA เพื่อออกแบบ จ าลอง และตรวจสอบการท างานของวงจร IC พื้นฐานได ้
6. อธิบายกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการบรรจุ การทดสอบ และการประเมินความน่าเช่ือถือของ IC ได ้
7. อธิบายแนวโนม้ใหม่  ๆในเทคโนโลยเีซมิคอนดกัเตอร์ เช่น การออกแบบพลงังานต ่าและการรวม IC แบบ 3 มิติได ้
Students are able to 
1. Show disciplined behavior 
2. Explain types of ICs 
3. Explain the key design methodologies for analog, digital, and mixed-signal ICs 
4. CompareTTL (Transistor-Transistor Logic), CMOS (Complementary Metal-Oxide Semiconductor) and  

                               FinFET Technology 
5. Utilize EDA tools to design, simulate, and verify the functionality of basic IC circuits 
6. Explain the processes involved in IC packaging, testing, and reliability assessment 
7. Explain emerging trends in semiconductor technologies, such as low-power design and 3D IC integration 

 
332-244 กระบวนการผลิตสารก่ึงตัวน าเบ้ืองต้น 3 ((3)-0-6) 
 Introduction to Semiconductor Manufacturing  
 รายวิชาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่มี 
 ขอ้ก  าหนดดา้นวสัดุและอุปกรณ์ของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ MEMS ภาพรวมกระบวนการผลิตเว
เฟอร์ ภาพรวมกระบวนการ MEMS ลิโธกราฟี การกดั การท าใหเ้ป็นโลหะ การออกซิเดชนัดว้ยความร้อน การแพร่กระจาย 
การฝังไอออน การท าใหเ้ฉ่ือย การสัมผสั กลอ้งจุลทรรศน์อิเลก็ตรอนและแรง สเปกโตรสโคปีอิเลก็ทรอนิกส์และออปติคอล 
วสัดุนาโนเซมิคอนดกัเตอร์ การจดัวางวงจรรวม 
 Material and device requirements of electronic and MEMS industries; wafer fabrication process overview; 
MEMS process overview; lithography; etching; metallization; thermal oxidation; diffusion; ion implantation; passivation; 
contacts; electron and force microscopies; electronic and optical spectroscopies; semiconductor nanomaterials; Layout of 
integrated circuits 

ผูเ้รียนสามารถ  
1. แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมของความมีวินยั 
2. อธิบายขอ้ก  าหนดดา้นวสัดุและอุปกรณ์ของอุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์และ MEMS ได ้
3. อธิบายภาพรวมกระบวนการผลิตเวเฟอร์ ภาพรวมกระบวนการ MEMS ลิโธกราฟีได ้
4. อธิบายหลกัการของการกดั การท าให้เป็นโลหะ การออกซิเดชนัด้วยความร้อน การแพร่กระจาย การฝัง 

                             ไอออน การท าใหเ้ฉ่ือย และการสัมผสัได ้
5. อธิบายหลกัการของกลอ้งจุลทรรศน์อิเล็กตรอนและแรง สเปกโตรสโคปีอิเล็กทรอนิกส์และออปติคอล  

                            วสัดุนาโนเซมิคอนดกัเตอร์ได ้



6. จดัวางวงจรรวมได ้
Students are able to 
1. Show disciplined behavior 
2. Explain the material and device requirements of electronic and MEMS industries 
3. Explain the wafer fabrication process and MEM process 
4. Explain the concepts of lithography, etching, metallization, thermal oxidation, diffusion, ion implantation,  

                            passivation and contacts 
5. Explain the properties of electron and force microscopies, electronic and optical spectroscopies 
6. Implement a layout of integrated circuits 
 

247-390 สัมนาวิศวกรรมเซมิคอนดักเตอร์ 1(0-2-1) 
 Semiconductor Engineering Seminar  
 รายวิชาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่มี 
 การน าเสนอและอภิปรายหวัขอ้ที่น่าสนใจในปัจจุบนัดา้นการออกแบบวงจรรวมในระดบัปริญญาตรีและการ
เยีย่มชมโรงงาน 
 Presentation and discussion on current interesting topics in integrated circuit design at the bachelor’s degree 
level and plant visit 

ผูเ้รียนสามารถ  
1. แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมของความมีวินยั 
2. อธิบายหลกัการของหวัขอ้ทางดา้นวงจรรวมดว้ยทฤษฎีที่เหมาะสมได ้
3. เปรียบเทียบการออกแบบของวงจรรวมต่างๆได ้
4. สร้างส่ือน าเสนอส าหรับหวัขอ้ทางดา้นวงจรรวมที่เหมาะสมได้ 
5. สอบถามการน าเสนอในการสัมมนา 
Students are able to 
 1. Show disciplined behavior 
2. Explain the concepts of the chosen integrated circuits using appropriate theories 
3. Compare multiple integrated circuit designs  
4. Crate an appropriate presentation of the chosen integrated circuits 
5. Question the presentations in the seminar 

 
247-391 การฝึกงานอุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า 320 ช่ัวโมง 
 Industrial Training  
 รายวิชาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่มี 
 ฝึกงานส าหรับวิศวกรเซมิคอนดกัเตอร์ในบริษทัเอกชน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือสถานศึกษา อยา่ง
นอ้ย 320 ชัว่โมง และอยา่งนอ้ย 30 วนัท าการ เพื่อรับประสบการณ์จากงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

Internship for semiconductor engineer in private enterprises, government agencies, government enterprises 
or academic places at least 320 hours and at least 30 workdays in order to get experiences from the assignment 

ผูเ้รียนสามารถ  



1. ปฏิบติัตามกฎระเบียบขอ้บงัครับของสถานประกอบการได ้
2. ออกแบบระบบเพื่อแกไ้ขปัญหาที่ไดรั้บจากสถานประกอบการได ้
3. ส่ือสารเกี่ยวกบังานทางวิศวกรรมใหผู้ร่้วมงานได ้
4. ปฏิบติังานในสถานประกอบการไดส้ าเร็จลุล่วงตามที่ไดรั้บมอบหมาย  
5. ท  างานเป็นกลุ่มได ้
Students are able to 
1. Obey the rule and regulation of the internship organization 
2.Design the system to solve the problem proposed by the internship organization 
3. Communicate the engineering work to the co-worker correctly 
4. Perform work in the workplace successfully as assigned 
5. Work in a team environment 
 

2.2)  วิชาเลือกเฉพาะแขนง 
(ก) แขนงวิชาการออกแบบวงจรรวม 
กลุ่ม 1 แขนงวิชาการออกแบบวงจรรวม 
247-220 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 3 ((3)-0-6) 
 Data Structure and Algorithms  
 รายวิชาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่มี 

 บทน าเกี่ยวกบัโครงสร้างขอ้มูลและอลักอริทึม อาร์เรย ์สแตก็ คิว อลักอริทึมการเรียงล าดบั เซตไดนามิกและ
การคน้หา อลักอริทึมการแบ่งและพิชิต กราฟและการสืบคน้กราฟ อลักอริทึมแบบโลภ การเขียนโปรแกรมไดนามิก พหุนาม
และเมทริกซ์ ปัญหา NP-complete อลักอริทึมแบบขนาน อลักอริทึมแบบปรับตวั ปัญหาการเพิ่มประสิทธิภาพ อลักอริทึม
ส าหรับวิศวกรรมไฟฟ้า การแกไ้ขอลักอริทึมโดยใชเ้คร่ืองมือวิศวกรรม 
 Introduction to data structure and algorithm; array, stack, queue, sorting algorithms; dynamic sets and 
searching; divide-and-conquer algorithms; graphs and graph traversals; greedy algorithms; dynamic programming; 
polynomials and matrices; NP-complete problems; parallel algorithms; adaptive algorithms; optimization problems; 
algorithms for electrical engineering; algorithm solving using engineering tool 

ผูเ้รียนสามารถ  
1. แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมของความมีวินยั 
2. อธิบายโครงสร้างขอ้มูลและอลักอริทึมต่าง ๆ ได ้
3. ค  านวณความซับซ้อนทางการค านวณของอลักอริทึมได ้
4. เขียนโปรแกรมไดนามิกได ้
5. สามารถแกไ้ขอลักอริทึมทางวิศกรรมโดยใชเ้คร่ืองมือวิศวกรรม 
Students are able to 
1. Show disciplined behavior 
2. Explain data structures and various algorithms 
3. Calculate the computational complexity of an algorithm 
4. Write dynamic programs 
5. Solve engineering algorithms using engineering tools 



247-221 ปฏิบัติการระบบดิจิทัล 3 (0-6-3) 
 Digital Systems Laboratory  
 รายวิชาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่มี 
 การปฏิบติัในห้องปฏิบติัการและโครงการที่เกี่ยวขอ้งกบัการออกแบบวงจรดิจิทลัและลอจิกโดยใช ้ CAD 
ภาษาอธิบายฮาร์ดแวร์ (HDL) การสังเคราะห์ P&R การน าระบบดิจิทลัไปใชบ้นเอฟพีจีเอ  
 Lab practices and projects related to Digital Circuit and Logic Design using CAD, hardware description 
language (HDL), Synthesis, P&R, digital system implementation on Field Programmable Gate Arrays (FPGA) 

ผูเ้รียนสามารถ  
1. แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมของความมีวินยั 
2. ใชเ้คร่ืองมือวดัในการวดัค่าและค านวณค่าความแม่นย  าของการวดัถูกตอ้ง 
3. ท  าการทดลองเกี่ยวกบัออกแบบวงจรดิจิทลัและลอจิกโดยใช ้ CAD และ ภาษาอธิบายฮาร์ดแวร์ (HDL)  

                             อยา่งถูกตอ้ง 
4. ท  าการสังเคราะห์ วางและจดัเส้นทางวงจรดิจิทลับนเอฟพีจีเออยา่งถูกตอ้ง 
5. เขียนบทวิเคราะห์และสรุปของการทดลองได ้
Students are able to 
1. Show disciplined behavior 
2. Operate instrument to measure and calculate precision of measurement correctly 
3 .   Conduct experiment on digital circuit and logic design using CAD and hardware description language  

                            (HDL) correctly 
4. Synthesize, place and route digital circuits on FPGA correctly 
5. Write discussion and draw conclusion on experiments 

 
247-223 วงจรโซลิดเสตท 3 ((3)-0-6) 
 Solid-State Circuits    
 รายวิชาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่มี 
 โครงสร้างพื้นฐานของวงจรขยายสัญญาณ ออปแอมป์ การออกแบบวงจรขยายแบนดว์ิดทก์วา้ง ฟิลเตอร์แอ็ก
ทีฟ เซ็นเซอร์วดัอุณหภูมิ การอา้งอิงแบนด์แก็ป แหล่งจ่ายไฟและตวัควบคุมแรงดนัไฟฟ้า เคร่ืองมือออกแบบ CAD/EDA 
การน าฮาร์ดแวร์ไปใชง้านบนแผงทดลองโดยใชอ้อปแอมป์เชิงพาณิชยแ์ละทรานซิสเตอร์แบบรอยต่อไบโพลาร์ (BJT) 
 Basic amplifier structures; operational amplifiers; broadband amplifier design; active filters; temperature 
sensors; bandgap references; power supplies and voltage regulators; CAD/EDA design tools; hardware implementation on 
breadboard using commercial operational amplifiers and bipolar junction transistors (BJT) 

ผูเ้รียนสามารถ  
1. แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมของความมีวินยั 
2. อธิบายหลกัการท างานของวงจรขยายสัญญาณ ออปแอมป์ และวงจรขยายแบนดว์ิดทก์วา้ง ได้ 
3. ค  านวณหาค่าทางไฟฟ้าของวงจรขยายสัญญาณ ออปแอมป์ วงจรขยายแบนดว์ิดทก์วา้งได้ 
4. ค  านวณหาค่าทางไฟฟ้าของฟิลเตอร์แอก็ทีฟได ้
5. อธิบายหลกัการท างานของเซ็นเซอร์วดัอุณหภูมิ การอา้งอิงแบนดแ์กป็ได้ 
6. อธิบายหลกัการของแหล่งจ่ายไฟและตวัควบคุมแรงดนัไฟฟ้าได ้



7. จ าลองและสร้างวงจโดยใชเ้คร่ืองมือออกแบบ CAD/EDAได ้
8. สร้างวงจรดว้ยออปแอมป์เชิงพาณิชยแ์ละทรานซิสเตอร์แบบรอยต่อไบโพลาร์ 
Students are able to 
1. Show disciplined behavior 
2 .  Explain the working principle of basic amplifier structures, operational amplifiers and broadband  

                             amplifier design 
3 .  Calculate electrical parameters of Basic amplifier structures, operational amplifiers and broadband  

                             amplifier design 
4. Calculate electrical parameters of active filters 
5. Explain the concepts of temperature sensors and bandgap references 
6. Explain the working principle of power supplies and voltage regulators 
7. Simulate and implement circuit using CAD/EDA design tools 
8. Implement circuits using commercial operational amplifier and bipolar junction transistors 

 
247-225 เคร่ืองมือวัดทางไฟฟ้าและการวัด 3 ((3)-0-6) 
 Electrical Instruments and Measurement  
 รายวิชาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่มี 
 หน่วยและเคร่ืองมือมาตรฐาน ความแม่นย  า ความละเอียด การวดักระแสไฟฟ้าและก าลงัไฟฟ้า การวดัค่า
อิมพีแดนซ์ที่ความถี่ต  ่าและความถี่สูง การวดักระแสไฟฟ้า DC และ AC และแรงดนัไฟฟ้าโดยใชเ้คร่ืองมือแอนะลอ็กและ
ดิจิทลั เทคนิคดิจิทลัในการวดั สัญญาณรบกวน การป้องกนั เทคนิคการเพิ่มอตัราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน ตวัแปลง
สัญญาณ ระบบการวดับนคอมพิวเตอร์ 
 Units and standard instruments; accuracy; precision; voltage current, and power measurements, impedance 
measurement at low and high frequencies; measurement of DC and AC current and voltage using analog and digital 
instruments; digital techniques in measurement; noises; shielding; signal-to-noise ratio enhancement techniques; 
transducers; computer-based measurement systems 

ผูเ้รียนสามารถ  
1. แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมของความมีวินยั 
2. อธิบายหน่วยและเคร่ืองมือมาตรฐานได ้
3. ค  านวณหาค่าความแม่นย  า และความละเอียดได ้
4. อธิบายวิธีรวดักระแสไฟฟ้าและก าลงัไฟฟ้า การวดัค่าอิมพีแดนซ์ที่ความถี่ต  ่าและความถี่สูงได้ 
5.  อธิบายวิธีการวดักระแสไฟฟ้า DC และ AC และแรงดนัไฟฟ้าโดยใชเ้คร่ืองมือแอนะลอ็กและดิจิทลัได ้
6. อธิบายเทคนิคดิจิทลัในการวดัได ้
7. อธิบายผลกระทบของสัญญาณรบกวน และการป้องกนัได ้
8. อธิบายหลกัการท างานของเทคนิคการเพิ่มอตัราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวนได ้
9. อธิบายหลกัการท างานของตวัแปลงสัญญาณต่าง ๆ ได ้
10. อธิบายหลกัการท างานของระบบการวดับนคอมพิวเตอร์ 
Students are able to 
1. Show disciplined behavior 



2. Describe units and standard instruments correctly 
3. Calculate accuracy and precision correctly 
4. Explain methods of voltage current, and power measurements, impedance measurement at low and high frequencies 
5. Explain methods of measurement of DC and AC current and voltage using analog and digital instruments 
6. Describe digital techniques in measurement 
7. Explain impacts of noises and shielding 
8. Explain working principles of signal-to-noise ratio enhancement techniques 
9. Explain working principles of various transducers 
10. Explain working principles of computer-based measurement systems 

 
247-301 ปฏิบัติการโครงงานด้านไมโครคอมพิวเตอร์ 3 (0-6-3) 
 Microcomputer Project Laboratory  
 รายวิชาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่มี 
 ปฏิบติัการและโครงการที่เกี่ยวขอ้งกบัไมโครคอมพิวเตอร์ 

Lab practices and projects related to microcomputers 
ผูเ้รียนสามารถ  
1. แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมของความมีวินยั 
2. ใชซ้อฟแวร์และระบบในการเขียนโปรแกรมและบรรจุใส่ไมโครคอมพิวเตอร์ได้ 
3. เขียนโปรแกรมใหไ้มโครคอมพิวเตอร์ท างานตามเง่ือนไขท่ีตั้งไวไ้ด ้
4. อธิบายการท างานของโปรแกรมได ้
Students are able to 
1. Show disciplined behavior 
2. Use software to write program and download onto the microcomputer correctly 
3. Write a program for microcomputer to operate according to specifications  
4. Explain the working principles of the program correctly 

 
247-302 การออกแบบระบบควบคุมโดยอิงแบบจ าลอง 3 ((3)-0-6) 
 Model-Based Control System Design  
 รายวิชาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่มี 
 การแนะน าระบบควบคุมดิจิทลัโดยใชก้ารออกแบบอิงแบบจ าลอง สัญญาณเวลาไม่ต่อเน่ือง เทคนิคการแปลง 
Z ระบบขอ้มูลที่สุ่มตวัอยา่ง ฟังก์ชนัการถ่ายโอนต่อเน่ืองเทียบเท่าแบบแยกไม่ต่อเน่ือง การวิเคราะห์เสถียรภาพของระบบ
เวลาไม่ต่อเน่ือง การน าระบบควบคุมดิจิทลัไปใชใ้นระบบฝังตวั การจ าลองแบบโมเดลในลูป การจ าลองแบบฮาร์ดแวร์ในลปู 
การจ าลองแบบโปรเซสเซอร์ในลูป การจ าลองแบบตน้แบบในลูป การตรวจสอบและการตรวจสอบความถูกตอ้ง 
 Introduction to digital control system using model-based design; discrete-time signals; z-transform 
technique; sampled-data systems; discrete equivalent of continuous transfer functions; stability analysis of discrete-time 
system; implementation of digital control systems in embedded systems; model-in-loop simulation; hardware-in-loop 
simulation; processor-in-loop simulation; prototype-in-loop simulation; verification and validation. 

ผูเ้รียนสามารถ  



1. แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมของความมีวินยั 
2. อธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกบัระบบควบคุมดิจิทัลโดยใช้การออกแบบอิงแบบจ าลอง สัญญาณเวลาไม่
ต่อเน่ืองได ้
3. อธิบายเทคนิคการแปลง Z ระบบขอ้มูลตวัอยา่ง ฟังกช์นัการถ่ายโอนต่อเน่ืองเทียบเท่าแบบไม่ต่อเน่ือง และ
ท าการวิเคราะห์เสถียรภาพของระบบเวลาไม่ต่อเน่ือง ได ้
4. ท  าการสร้างแบบจ าลองโมเดลส าหรับระบบควบคุมดิจิทลัไปใชใ้นระบบฝังตวัได้ 
5. ท  าจ าลองการท างานโมเดลและการทวนสอบความถูกตอ้งโมเดลในรูปแบบต่าง ๆ 
Students are able to 
1. Show disciplined behavior 
2. Explain in detail about digital control system using discrete time signal model-based design 
3. Explain Z-transform technique, sample data system, continuous equivalent discrete transfer function, and 
perform stability analysis of discrete time system 
4. Create a model for digital control system for use in embedded system 
5. Perform model simulation and model validation in various forms 

 
247-303 หลักการส่ือสาร 3 ((3)-0-6) 
 Principle of Communication  
 รายวิชาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่มี 
 บทน าสู่ระบบการส่ือสาร การมอดูเลตอนาล็อก ทฤษฎีบทการสุ่มตัวอย่าง การควอนไทซ์สัญญาณการ
เขา้รหสั การมอดูเลตรหสัพลัส์ (PCM) การส่งสัญญาณดิจิทลัและการเขา้รหสัไบนารี การมอดูเลตดิจิทลั แมตชฟิ์ลเตอร์ การ
วิเคราะห์พื้นท่ีสัญญาณ กระบวนการแกรม-ชมิดท ์อตัราขอ้ผิดพลาดของบิต (BER) ในการส่งสัญญาณดิจิทลั ขนาดเวกเตอร์
ข้อผิดพลาด (EVM) ในการส่งสัญญาณ I-Q ดิจิทัล การเข้ารหัสช่องสัญญาณ ทฤษฎีสารสนเทศ เอนโทรปี การสร้าง
แบบจ าลองช่องสัญญาณ ความจุของช่องสัญญาณ 
 Introduction to communication systems; analog modulation; sampling theorem; quantization; encoding; 
Pulse Code Modulation (PCM); digital signaling and binary line coding; digital modulation; matched filter; signal space 
analysis; Gram–Schmidt process; Bit Error Rate (BER) in digital transmission; Error Vector Magnitude (EVM) in digital I-
Q transmission; channel coding; information theory; entropy; channel modeling; channel capacity 

ผูเ้รียนสามารถ  
1. แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมของความมีวินยั 
2. อธิบายหนา้ที่ขององคป์ระกอบในระบบการส่ือสารได ้
3. อธิบายหลกัการมอดูเลตอนาลอ็กได ้
4. อธิบายหลกัการทฤษฎีบทการสุ่มตวัอยา่ง และ การควอนไทซ์สัญญาณได ้
5. อธิบายหลกัการของการเขา้รหสั และ การมอดูเลตรหสัพลัส์ (PCM) ได ้ 
6. อธิบายหลกัการของการส่งสัญญาณดิจิทลัและการเขา้รหสัไบนารี การมอดูเลตดิจิทลั และ แมตชฟิ์ลเตอร์ได ้
7. อธิบายหลกัการของการวิเคราะห์พื้นท่ีสัญญาณในการส่ือสารได ้
8. ค  านวณผลของกระบวนการแกรม-ชมิดทไ์ด ้
9. ค  านวณหาอตัราขอ้ผิดพลาดของบิต (BER) ในการส่งสัญญาณดิจิทลั และ ขนาดเวกเตอร์ขอ้ผิดพลาด  

                             (EVM) ในการส่งสัญญาณ I-Q ดิจิทลัได ้



10. แก้ปัญหาที่เกี่ยวกับการเข้ารหัสช่องสัญญาณ ทฤษฎีสารสนเทศ เอนโทรปี การสร้างแบบจ าลอง  
                                ช่องสัญญาณ และความจุของช่องสัญญาณได ้

Students are able to 
1. Show disciplined behavior 
2. Explain functions of components in communication systems 
3. Explain concepts of analog modulation  
4. Explain concepts of sampling theorem and quantization 
5. Explain concepts of encoding and pulse code modulation (PCM) 
6. Explain concepts of digital signaling and binary line coding, digital modulation and matched filter 
7. Explain concepts of signal space in communications 
8. Calculate result of Gram-Schmidt process 
9. Calculate Bit Error Rate (BER) in digital transmission and Error Vector Magnitude (EVM) in digital I-Q transmission 
10. Solve problems related to channel coding, information theory, entropy; channel modeling and channel capacity 
 

247-305 การออกแบบวงจรวีแอลเอสไอ 3 ((2)-2-5) 
 VLSI Circuit Design  
 รายวิชาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่มี 
 บทน าสู่การออกแบบ VLSI ตัวอย่างโปรเซสเซอร์ MIPS ทฤษฎีทรานซิสเตอร์ CMOS การจัดวางเซลล์
มาตรฐาน การประมาณพื้นท่ี แบบจ าลองดีเลย ์ความพยายามเชิงตรรกะ การใชพ้ลงังาน การจ าลอง SPICE ตระกูลวงจร 
นาฬิกา ตวัควบคุม หน่วยดาตา้พาท หน่วยความจ า สายเช่ือมต่อ กรณีศึกษา: โปรเซสเซอร์ Intel 
 Introduction to VLSI design; MIPS processor example; CMOS transistor theory; standard cell layout; area 
estimation; delay model; logical effort; power consumption; SPICE simulation; circuit families; clock; controller; datapath 
functional units; memories; wires; case study: intel processors 

ผูเ้รียนสามารถ  
1. แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมของความมีวินยั 
2. อธิบายทฤษฎีทรานซิสเตอร์ MOS เทคโนโลยไีด ้
3. ออกแบบวงจร CMOS อยา่งง่ายได ้
4. ท  าการประมาณพื้นท่ี ดีเลย ์และการใชพ้ลงังานได ้
5. อธิบายการออกแบบ VLSI  และยกตวัอยา่งกรณีศึกษาได ้
Students are able to 
1. Show disciplined behavior 
2. Explain the theory of MOS transistor technology 
3. Design simple CMOS circuits 
4. Estimate area, delay and power consumption  
5. Describe VLSI design and provide case study examples 

 
 
 



กลุ่ม 2 แขนงวิชาการออกแบบวงจรรวม 
247-304 โครงสร้างคอมพิวเตอร์ 3 ((3)-0-6) 
 Computer Organization  
 รายวิชาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่มี 
 ระบบตวัเลขมาตฐาน IEEE 754 ส่วนประกอบของโปรเซสเซอร์ ชุดค าสั่ง ภาษาแอสเซมบลี ภาษาเคร่ือง 
ภาษาบรรยายฮาร์ดแวร์ (HDL) การออกแบบโปรเซสเซอร์แบบไซเคิลเดียวและแบบไปป์ไลน์ ล  าดบัชั้นหน่วยความจ าหลาย
ระดบั หน่วยความจ าเสมือน ระบบบสั ขอ้ยกเวน้และ I/O ระบบขนาน กรณีศึกษา 
 IEEE 754  standard Number systems; processor compoments; instruction set; assembly language, machine 
language; hardware description language (HDL); single-cycled and pipelined processor design; multi-level memory 
hierarchies; virtual memory; bus system; exceptions and I/O; parallel systems; case study 

ผูเ้รียนสามารถ  
1. แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมของความมีวินยั 
2. อธิบายระบบตวัเลขตามมาตรฐาน IEEE ได ้
3. อธิบายส่วนประกอบของโปรเซสเซอร์ได ้
4. อธิบายชุดดค าสั่งส าหรับฮาร์ดแวร์ท่ีโปรแกรมได ้
5. ออกแบบโปรเซสเซอร์แบบไซเคิลเดียวและแบบไปป์ไลน์ 
6. อธิบายหน่วยความจ าแบบต่าง ๆ และ I/O ได ้
7.อธิบายโครงสร้างของคอมพิวเตอร์ได ้
Students are able to 
1. Show disciplined behavior 
2. Describe the number system according to IEEE standards 
3. Describe processor compoments  
4. Describe instruction sets for programmable hardware 
5. Design single-cycle and pipeline processors 
6. Describe different types of memory and I/O 
7. Describe the structure of a computer 

 
247-308 การวิเคราะห์และออกแบบวงจรรวมแอนาล็อกซีมอส 3 ((3)-0-6) 
 Analysis and Design of Analog Integrated Circuits  
 รายวิชาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่มี 
 การอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกบัการออกแบบและการเพิ่มประสิทธิภาพของวงจรรวมอนาลอ็ก CMOS โมเดล
สัญญาณขนาดเล็กและสัญญาณขนาดใหญ่ วงจรขยายสัญญาณแบบสถานะเดียวและหลายขั้นตอน วงจรขยายสัญญาณ
แบบดิฟเฟอเรนเชียลและฟีดแบ็กโหมดร่วม มิเรอร์กระแส สัญญาณรบกวน ฟีดแบ็ก การออกแบบวงจรขยายออปแอมป์ 
เทคนิคการจดัวางอนาลอ็ก โปรเจ็กตเ์กี่ยวกบัการออกแบบบลอ็กอนาลอ็กที่ซับซ้อนโดยใชเ้คร่ืองมือ CAD ที่ทนัสมยั 
 A detailed exposition to the design and optimization of CMOS analog integrated circuits; small-signal and 
large-signal models; single-state and multi-stage amplifiers; differential amplifiers and common-mode feedback; current 
mirrors; noise. feedback; operational amplifier design; analog layout techniques; project on the design of complex analog 
building blocks using state-of-the-arts CAD tools 



ผูเ้รียนสามารถ  
1. แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมของความมีวินยั 
2. อธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกบัการออกแบบและการเพิ่มประสิทธิภาพของวงจรรวมอนาลอ็ก CMOS ได ้
3. อธิบายโมเดลสัญญาณขนาดเลก็และสัญญาณขนาดใหญ่ได ้
4. ออกแบบออกแบบวงจรรวมแอนาลอ็กซีมอสได ้
5. ท  าโครงงานเกี่ยวกบัการออกแบบบลอ็กอนาลอ็กที่ซับซ้อนโดยใชเ้คร่ืองมือ CAD ที่ทนัสมยั 
Students are able to 
1. Show disciplined behavior 
2. Explain in detail the design and optimization of CMOS analog ICs 
3. Explain small signal and large signal models 
4. Design CMOS analog ICs 
5. Create a project on the design of complex analog blocks using modern CAD tools 

 
247-309 การวิเคราะห์และออกแบบวงจรรวมดิจิทัล 3 ((3)-0-6) 
 Analysis and Design of Digital Integrated Circuits  
 รายวิชาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่มี 
 ความทา้ทายในการออกแบบ IC แบบดิจิทลั อินเวอร์เตอร์ CMOS ดีเลยใ์นการแพร่กระจาย การประมาณ
ความจุปรสิต การเลยเ์อาท์ การปรับขนาดแรงดนัไฟฟ้าของแหล่งจ่ายและขีดแบ่ง วงจรเชิงจัดหมู่และเชิงล  าดบั โครงสร้าง
เลขคณิต การเช่ือมต่อ การกระจายสัญญาณนาฬิกา หน่วยความจ า เทคนิคการปรับขนาดแรงดนัไฟฟ้าขั้นสูง การลดพลงังาน
ผ่านการลดกิจกรรมการสวิทซ์ 
 Challenges in digital IC design; CMOS inverter; propagation delay; parasitic capacitance estimation; layout; 
supply and threshold voltage scaling; combinational and sequential circuits; arithmetic structure; interconnect; clock 
distribution; memory; advanced voltage scaling techniques; power reduction through switching activity reduction 

ผูเ้รียนสามารถ  
1. แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมของความมีวินยั 
2. อธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกบัการออกแบบและการเพิ่มประสิทธิภาพของวงจรรวมดิจิทลั CMOS ได ้
3. อธิบายโมเดลการประมาณค่าดีเลย ์ขนาดวงจร และพลงังานได ้
4. ออกแบบออกแบบวงจรรวมดิจิทลัซีมอสดว้ยเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพและลดพลงังานได ้
5. ท  าโครงงานเกี่ยวกบัการออกแบบวงจรรวมดิจิทลัที่ซับซ้อนโดยใชเ้คร่ืองมือ CAD ที่ทนัสมยั 
Students are able to 
1. Show disciplined behavior 
2. Explain in detail the design and optimization of CMOS digital ICs 
3. Explain delay, circuit size and power estimation models 
4. Design CMOS digital ICs with optimization and power reduction techniques 
5. Complete a project on the design of a complex digital IC using modern CAD tools 

 
 
 



247-311 การออกแบบอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 3 ((3)-0-6) 
 Design of Power Electronics  
 รายวิชาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่มี 
 การประยุกต์ใชร้ะบบอิเล็กทรอนิกส์ในการแปลงและควบคุมพลังงาน เทคนิคการสร้างแบบจ าลอง การ
วิเคราะห์ และการควบคุม การออกแบบวงจรอินเวอร์เตอร์ วงจรงกระแสไฟฟ้า และตวัแปลง DC-DC การวิเคราะห์และการ
ออกแบบส่วนประกอบแม่เหล็กและตัวกรอง ลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ก  าลัง Si, SiC, GaN, ไดโอด 
Schottky, ไดโอด PIN, ไดโอด MPS ตวัอยา่งการใชง้าน เช่น ระบบควบคุมการเคลื่อนที่ แหล่งจ่ายไฟ และเคร่ืองขยายก าลงั
ความถี่วิทย ุ
 The application of electronics to energy conversion and control; modeling, analysis, and control techniques; 
design of power circuits including inverters, rectifiers, and DC-DC converters; analysis and design of magnetic components 
and filters; characteristics of power semiconductor devices including Si, SiC, GaN, Schottky diode, PIN diode, MPS diode; 
application examples, such as motion control systems, power supplies, and radio-frequency power amplifiers 

ผูเ้รียนสามารถ  
1. แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมของความมีวินยั 
2. อธิบายระบบอิเลก็ทรอนิกส์ในการแปลงและควบคุมพลงังานได ้
3. ออกแบบวงจรวงจรแปลงพลงังานและอินเวอร์เตอร์ได ้
4. อธิบายลกัษณะเฉพาะของอุปกรณ์เซมิคอนดกัเตอร์ก  าลงัไฟฟ้าได ้
5.อธิบายอุปกรณ์เซมิคอนดกัเตอร์ก  าลงัไฟฟ้าและการประยกุตใ์ชง้านได ้
Students are able to 
1. Show disciplined behavior 
2. Explain electronic systems for energy conversion and control 
3. Design power conversion and inverter circuits 
4. Explain the characteristics of power semiconductor devices 
5. Explain power semiconductor devices and their applications 

 
247-317 การออกแบบวงจรรวมความถ่ีวิทย ุ 3 ((3)-0-6) 
 Design of Radio-Frequency Integrated Circuits  
 รายวิชาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่มี 
 แนวคิดพื้นฐานในการออกแบบไอซี RF การวิเคราะห์ผลกระทบแบบกระจาย เช่น การสร้างแบบจ าลองสาย
ส่ง พารามิเตอร์ s และแผนภูมิสมิธ แนวคิดที่ส าคญัในระบบส่ือสาร สถาปัตยกรรมทรานซีฟเวอร์ วงจรขยายสัญญาณรบกวน
ต ่า มิกเซอร์ ออสซิลเลเตอร์ วงจรขยายก าลงั วงจรสังเคราะห์ความถี่  
 Basic concepts in RF IC design; analysis of distributed effects such as transmission line modeling,                      
s-parameters, and smith chart; important concepts in communication systems; transceiver architecture; low-noise amplifiers; 
mixers; oscillators; power amplifiers; frequency synthesizers 

ผูเ้รียนสามารถ  
1. แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมของความมีวินยั 
2. อธิบายวงจรไอซี RF และผลกระทบแบบกระจายได ้
3. ออกแบบวงจรวงจรแปลงพลงังานและอินเวอร์เตอร์ได ้



4. อธิบายแนวคิดที่ส าคญัในระบบส่ือสารและสถาปัตยกรรมทรานซีฟเวอร์ได้ 
5. ออกแบบวงจร RF เบ้ืองตน้ได ้
Students are able to 
1. Show disciplined behavior 
2. Explain RF IC circuits and their distributed effects 
3. Design power converter and inverter circuits 
4. Explain important concepts in communication systems and transceiver architectures 
5. Design basic RF circuits 

 
247-318 การออกแบบวงจรและระบบป้อนกลับ 3 ((3)-0-6) 
 Design of Feedback Circuits and Systems  
 รายวิชาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่มี 
 ประโยชน์ของการป้อนกลบัในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ การสร้างแบบจ าลองและการตอบสนองของระบบเชิง
เส้น ความเสถียรของระบบป้อนกลบั เทคนิครูท-โลคสั เกณฑ์ความเสถียรของไนควิสต์ เทคนิคโดเมนความถี่ การชดเชย
ความถี่ การอธิบายฟังก์ชัน ตัวอย่างวงจรป้อนกลับ ตัวควบคุมเชิงเส้น เฟสล็อคลูป ตัวแปลง DC-DC แบบสวิตช่ิง 
ออสซิลเลเตอร์ ประสบการณ์จริงในการออกแบบวงจรป้อนกลบั 
 Benefits of feedback in electronic circuits; modeling and response of linear systems; stability of feedback 
systems; Root-locus technique; Nyquist stability criterion; frequency domain technique; frequency compensation; 
describing function; examples of feedback circuits: linear regulator, phase lock loop, switching DC-DC converter, oscillator; 
hands-on experience on the design of feedback circuits 

ผูเ้รียนสามารถ  
1. แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมของความมีวินยั 
2. อธิบายประโยชน์ของการป้อนกลบัในวงจรอิเลก็ทรอนิกส์ได ้
3. ค  านวณหาค่าพารามิเตอร์ของแบบจ าลองและการตอบสนองของระบบเชิงเส้นได้ 
4. ค  านวณหาเง่ือนไขของความเสถียรของระบบป้อนกลบัได ้
5. ค  านวณหาค่าพารามิเตอร์ของการควบคุมดว้ยเทคนิครูท-โลคสั เกณฑ์ความเสถียรของไนควิสต์ และ 

                             เทคนิคโดเมนความถี่ และการชดเชยความถี่ส าหรับระบบที่ก  าหนดได ้
6. ค  านวณหาค่าของอธิบายฟังกช์นัส าหรับระบบไม่เป็นเชิงเส้นได ้
7. แกปั้ญหาเกี่ยวกบัวงจรป้อนกลบัได ้
8.  อธิบายหลักการท างานของตัวควบคุมเชิงเส้น ลูปล็อคเฟส ตัวแปลง DC-DC แบบสวิตช่ิง และ 

                             ออสซิลเลเตอร์ได ้
9. ออกแบบระบบป้อนกลบัของระบบที่ก  าหนดใหไ้ด ้
Students are able to 
1. Show disciplined behavior 
2. Explain benefits of feedback in electronic circuits 
3. Calculate model parameters and response of linear systems 
4. Calculate conditions for stability of feedback systems  



5. Calculate controller parameters using root-locus technique, Nyquist stability criterion, frequency domain  
                            technique and frequency compensation  

6. Calculate describing function for non-linear systems 
7. Solve problems related to feedback circuits 
8. Explain the working principles of linear regulator, phase lock loop, switching DC-DC converter and oscillator 
9. Design feedback system for given systems 

 
247-327 การออกแบบระบบบนชิป 3 ((3)-0-6) 
 System on Chip (SoC) Design  
 รายวิชาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่มี 
 การแนะน าระบบบนชิป (SoC) ข้อจ ากัดด้านประสิทธิภาพ พลังงาน และพื้นท่ี การสร้าง SoC รอบๆ 
โปรเซสเซอร์ Arm แพลตฟอร์มการสร้างตน้แบบของ FPGA กระบวนการพฒันา SoC: ตั้งแต่การสร้างขอ้มูลจ าเพาะการ
ท างานระดบัสูงไปจนถึงการออกแบบ การน าไปใชง้าน และการทดสอบบนฮาร์ดแวร์ FPGA จริงโดยใชค้  าอธิบายฮาร์ดแวร์
มาตรฐานและภาษาการเขียนโปรแกรมซอฟตแ์วร์ 
 Introduction to Systems on Chips (SoCs); performance, power and area constraints; building SoCs around 
Arm processors; FPGAs prototyping platforms; SoC development process: from creating high level functional 
specifications to design, implementation and testing on real FPGA hardware using standard hardware description and 
software programming languages 

ผูเ้รียนสามารถ  
1. แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมของความมีวินยั 
2. อธิบายระบบบนชิป (SoC) กระบวนการพฒันา SoC และการออกแบบภายใตข้อ้จ ากดัได ้
3. ออกแบบระบบ SoC ร่วมกบัโปรเซสเซอร์ ได ้
4. ทดสอบระบบ SoC บนแพลตฟอร์มตน้แบบ FPGAได ้
Students are able to 
1. Show disciplined behavior 
2. Describe system on chip (SoC), SoC development process and design under constraints 
3. Design SoC with processor 
4. Test SoC on FPGA prototype platform 

 
(ข) แขนงวิชาการประกอบและทดสอบเซมิคอนดักเตอร์ 
กลุ่ม 1 แขนงวิชาการประกอบและทดสอบเซมิคอนดักเตอร์ 
247-240 ระบบควบคุม 3 ((3)-0-6) 
 Control Systems  
 รายวิชาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่มี 
 ระบบควบคุมแบบวงเปิดและวงปิด แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของระบบทางกายภาพ การท าใหเ้ป็นเชิงเส้น 
แผนผงับลอ็ก กราฟการไหลของสัญญาณ ฟังกช์นัการถ่ายโอนและหลกัการจ าลองเชิงปริภูมิสถานะ การควบคุมการท างาน
และการชดเชยพื้นฐาน การตอบสนองในโดเมนเวลา การทดสอบเสถียรภาพของรูธ-เฮอร์วิตซ์ การออกแบบระบบควบคุม



โดยใชรู้ท-โลคสั กราฟโบเดและไนควิสต ์ เกณฑเ์สถียรภาพของไนควิสต ์ การออกแบบระบบควบคุมโดยใชว้ิธีตอบสนอง
ความถี่ การจ าลองดว้ยคอมพิวเตอร์และการทดลองออกแบบระบบควบคุม 
 Open-loop and closed-loop control systems; mathematical models of physical systems; linearization; block 
diagrams; signal flow graphs; Transfer function and state-space representation; basic control actions and compensations; 
time-domain responses; Routh-Hurwitz stability test; control system design by the root locus method; Bode and Nyquist 
plots; Nyquist stability criterion; control system design by frequency response method; computer simulation and experiment 
of control system design 

ผูเ้รียนสามารถ  
1. แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมของความมีวินยั 
2. ค  านวณหาค่าพารามิเตอร์ของระบบควบคุมแบบวงเปิดและวงปิดได ้
3. ค  านวณหาค่าพารามิเตอร์ของแบบจ าลองของระบบจริงได ้
4. ค  านวณหาค่าประเมาณเชิงเส้นของระบบได ้
5. วาดแผนผงับลอ็ก และกราฟการไหลของสัญญาณได ้
6. ค  านวณหาค่าของฟังกช์นัการถ่ายโอนและหลกัการจ าลองเชิงปริภูมิสถานะได ้
7. ค  านวณหาค่าพารามิเตอร์ของระบบควบคุมท่ีเกี่ยวกบัการท างานและการชดเชยพื้นฐาน การตอบสนองใน 

                            โดเมนเวลาได ้
8. ค  านวณหาเง่ือนไขของเสถียรภาพโดยใชก้ารทดสอบเสถียรภาพของรูธ-เฮอร์วิตซ์ได ้
9. ค  านวณหาค่าพารามิเตอร์ของระบบควบคุมดว้ยวิธีรูท-โลคสั กราฟโบเดและไนควิสต์ เกณฑ์เสถียรภาพ 

                             ของไนควิสต ์การออกแบบระบบควบคุมโดยใชว้ิธีตอบสนองความถี่ได ้
10. จ าลองการตอบสองของระบบควบคุมที่ออกแบบในคอมพิเตอร์ได ้
Students are able to 
1. Show disciplined behavior 
2. Calculate parameters and responses in open-loop and closed-loop control systems 
3. Calculate model parameters of physical systems 
4. Calculate linearized model of a systems  
5. Sketch block diagrams and signal flow graphs of a systems 
6. Calculate transfer function and state-space representation of a system 
7.Calculate controller parameters related to basic control actions and compensations and time-domain responses 
8. Calculate stability conditions using Routh-Hurwitz stability test 
9 .  Calculate controller parameters using root locus method, Bode and Nyquist plots, Nyquist stability  

                             criterion and frequency response method 
10. Simulate controller design response in computer 

 
247-241 การทดลองทางอิเล็กทรอนิกส์ 1 1 (0-3-0) 
 Electronic Laboratory I  
 รายวิชาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่มี 
 การปฏิบติัในหอ้งปฏิบติัการและโครงการที่เกี่ยวขอ้งกบัอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ 
 Lab practices and projects related to electronic devices 



ผูเ้รียนสามารถ  
1. แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมของความมีวินยั 
2. ใชเ้คร่ืองมือวดัในการวดัค่าและค านวณค่าความแม่นย  าของการวดัถูกตอ้ง 
3. ท  าการทดลองเกี่ยวกบักบัอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
4. เขียนบทวิเคราะห์และสรุปของการทดลองได ้
Students are able to 
1. Show disciplined behavior 
2. Use measuring instruments to measure values and calculate the accuracy of measurements correctly 
3. Perform experiments with electronic devices correctly 
4. Write an analysis and conclusion of the experiment 

 
247-242 การทดลองทางอิเล็กทรอนิกส์ 2 1 (0-3-0) 
 Electronic Laboratory II  
 รายวิชาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่มี 
 การปฏิบติัในหอ้งปฏิบติัการและโครงการที่เกี่ยวขอ้งกบัวงจรอิเลก็ทรอนิกส์ 
 Lab practices and projects related to electronic circuits 

ผูเ้รียนสามารถ  
1. แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมของความมีวินยั 
2. ใชเ้คร่ืองมือวดัในการวดัค่าและค านวณค่าความแม่นย  าของการวดัถูกตอ้ง 
3. ท  าการทดลองเกี่ยวกบักบัวงจรอิเลก็ทรอนิกส์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
4. เขียนบทวิเคราะห์และสรุปของการทดลองได ้
Students are able to 
1. Show disciplined behavior 
2. Use measuring instruments to measure values and calculate the accuracy of measurements correctly 
3. Perform experiments with electronic circuits correctly 
4. Write an analysis and conclusion of the experiment 

 
247-243  มาตรฐานอุตสาหกรรม 3((3)-0-6) 
 Industrial Standard  
 รายวิชาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่มี 
 หลกัการและแนวคิดเกี่ยวกบัมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ส าคัญ เช่น ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 ISO 
22000 ISO/IEC 17025 ISO 13485 ISO 50001 ISO/IEC 27001 ISO 22301 ISO/IEC 20000 ISO 22716 ISO 39001 ISO 
26000 เป็นตน้ มาตรฐานการทดสอบทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ IEC 60050 IEC 60439 IEC 60601 เป็นตน้ การทดสอบ
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม IEC 60068  เทคนิคและเคร่ืองมือ ส าหรับการจดัการอุตสาหกรรมเพื่อช่วยเพิ่มผลิตภาพและประสิทธิภาพ
การผลิต 
 Principles and concepts of important industrial standards: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22000, 
ISO/IEC 17025, ISO 13485, ISO 50001, ISO/IEC 27001, ISO 22301, ISO/IEC 20000, ISO 22716, ISO 39001, ISO 26000, 



etc.; Electrical and electronic testing standards: IEC 60050, IEC 60439, IEC 60601, etc. Environmental testing: IEC 60068; 
techniques and tools for industrial management to help increase productivity and production efficiency 

ผูเ้รียนสามารถ  
1. แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมของความมีวินยั 
2. อธิบายความส าคญัของมาตรฐานอุตสาหกรรมต่ออุตสาหกรรมการผลิต 
3. อธิบายรายละเอียดของมาตรฐานที่ไดรั้บมอบหมายอยา่งนอ้ย 3 มาตรฐาน 
4. คน้หาขอ้มูล วิเคราะห์ และอภิปรายเป็นกลุ่มและน าเสนอมาตรฐานที่ไดรั้บมอบหมาย 
5. ท  าหนา้ที่เป็นสมาชิกในทีมได ้
Students are able to 
1. Show disciplined behavior 
2. Explain the importance of industrial standards to manufacturing industries. 
3. Explain in detail of assigned standard at least 3 standards. 
4. Search for information, analysis and group discussion and making presentation on assigned standard. 

 5. Act as team members. 
 
247-244 การทดสอบวงจรรวมวีแอลเอสไอเบ้ืองต้น 3 ((3)-0-6) 
 Introduction to VLSI Testing  
 รายวิชาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่มี 
 บทน าเกี่ยวกบัการทดสอบ VLSI การออกแบบและแบบจ าลองขอ้บกพร่องในการผลิต แบบจ าลองความ
ผิดพลาด การสร้างการทดสอบ การจ าลองความผิดพลาด การทดสอบวงจรเชิงจัดหมู่และวงจรเชิงล  าดบั การสังเคราะห์
ส าหรับโครงร่างการทดสอบ: BIST (การทดสอบตวัเองในตวั) การออกแบบเส้นทางการสแกน 
 Introduction to VLSI testing; design and manufacturing defect models; fault models; test generation; fault 
simulation; combinational and sequential logic testing; synthesis for testability schemes: BIST (Built -In-Self-Test), scan 
path design 

ผูเ้รียนสามารถ  
1. แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมของความมีวินยั 
2. อธิบายความส าคญัของการทดสอบวงจรรวมได ้
3. อธิบายแบบจ าลองความผิดพลาดต่าง ๆ ได ้
4. สร้างแบบจ าลองความผิดพลาดเพื่อทดสอบวงจรเชิงจดัหมู่และเชิงล  าดบัได้ 
5. ออกแบบวงจรทดสอบในตวัเอง (BIST) และเส้นทางการสแกนได ้
Students are able to 
1. Submit additional reports for completion on time 
2. Describe the importance of integrated circuits 
3. Describe various fault models  
4. Create fault models to test combinational and sequential logic  
5. Design BIST (Built-In-Self-Test) and scan paths 
 

 



247-245 การควบคุมคุณภาพและซิกซิกม่า 3 ((3)-0-6) 
 Quality Control and Six Sigma  
 รายวิชาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่มี 
 ระบบคุณภาพ ความสอดคลอ้งของคุณภาพ ระบบการจดัการดา้นคุณภาพ ระบบซิกซ์ซิกม่า ชุดเคร่ืองมือซิกซ์
ซิกม่า การรับรองคุณภาพ การวดั ความน่าเช่ือถือ แผนภูมิควบคุมกระบวนการ และเทคนิคการสุ่มตวัอยา่ง กรณีศึกษาจริง 
 Quality system, quality conformance, the management system for quality; Six Sigma system; Six Sigma tool 
kit; Also, quality assurance, measurement, reliability, process control charts, and sampling techniques; real case studies 

ผูเ้รียนสามารถ  
1. แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมของความมีวินยั 
2.  อธิบายความส าคญัของระบบควบคุมคุณภาพและการบริหารจดัการได ้
3. อธิบายหลกัการ ระบบซิกซ์ซิกม่าและใชง้านชุดเคร่ืองมือซิกซ์ซิกม่าได้ 
4. เขียนบทวิเคราะห์กรณีศึกษาระบบซิกซ์ซิกม่าได ้
Students are able to 
1. Show disciplined behavior 
2. Explain the importance of quality control and management systems 
3. Explain the principles of the Six Sigma system and use the Six Sigma toolkit 
4. Write a case study analysis of the Six Sigma system 
 

247-341 การทดลองทางอิเล็กทรอนิกส์ข้ันสูง 2 (0-4-2) 
 Advanced Electronic Laboratory  
 รายวิชาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่มี 
 การปฏิบติัในหอ้งปฏิบติัการและโครงการที่เกี่ยวขอ้งกบัวงจรและระบบอิเลก็ทรอนิกส์ 
 Lab practices and projects related to electronic circuits and systems 

ผูเ้รียนสามารถ  
1. แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมของความมีวินยั 
2. ใชเ้คร่ืองมือวดัในการวดัค่าและค านวณค่าความแม่นย  าของการวดัถูกตอ้ง 
3. ท  าการทดลองเกี่ยวกบักบัวงจรและระบบอิเลก็ทรอนิกส์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
4. เขียนบทวิเคราะห์และสรุปของการทดลองได ้
Students are able to 
1. Show disciplined behavior 
2. Use measuring instruments to measure values and calculate the accuracy of measurements correctly 
3. Perform experiments with electronic circuits and systems correctly 
4. Write an analysis and conclusion of the experiment 

 

247-345 ปฏิบัติการข้ันสูงในการทดสอบ 3 (0-6-3) 
 Advanced Laboratory in Testing  
 รายวิชาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่มี 
 ปฏิบติัการทดสอบส่วนประกอบแบบพาสซีฟ LDO, Op-amp, DACS/ADC เคร่ืองมือและเคร่ืองทดสอบไอซี
สัญญาณผสม 



 Laboratories on testing passive components, LDOs, Op-amps, DACS/ADCs; Mixed-Signal ICs tools and testers 
ผูเ้รียนสามารถ  
1. แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมของความมีวินยั 
2. ใชเ้เคร่ืองมือและเคร่ืองทดสอบไอซีสัญญาณผสมไดถู้กตอ้ง 
3. ท  าการทดลองเกี่ยวกบัการทดสอบกบัวงจรสัญญาณผสมได ้
4. เขียนบทวิเคราะห์และสรุปของการทดลองได ้
Students are able to 
1. Show disciplined behavior 
2. Use mixed-signal IC tools and testers correctly 
3. Perform experiments on mixed-signal circuit testing 
4. Write an analysis and conclusion of the experiment 

 
247-349 ความน่าเช่ือถือของวงจรรวมและการวิเคราะห์ความล้มเหลว 3 ((3)-0-6) 
 Integrated Circuit Reliability and Failure Analysis  
 รายวิชาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่มี 
 การวิเคราะห์ความล้มเหลวของ IC ผลผลิตและความน่าเช่ือถือ การระบุต  าแหน่งความผิดพลาด การ
คาดการณ์ความน่าเช่ือถือ ซอฟตแ์วร์วิเคราะห์ความน่าเช่ือถือ การวิเคราะห์ผลกระทบของโหมดความลม้เหลว ความทา้ทาย
ในการวิเคราะห์ความลม้เหลวของ IC 
 IC failure analysis; yield and reliability; fault localization; reliability prediction; reliability analysis software; 
failure modes effects analysis; challenges to IC failure analysis 

ผูเ้รียนสามารถ  
1. แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมของความมีวินยั 
2.  อธิบายความส าคญัของการวิเคราะห์ความลม้เหลวของ IC ผลผลิตและความน่าเช่ือถือได ้
3. วิเคราะห์และคาดการในการระบุต าแหน่งความผิดพลาดได ้
4. อธิบายความทา้ทายในการวิเคราะห์ความลม้เหลวของ IC ได ้
Students are able to 
1. Show disciplined behavior 
2. Explain the importance of IC failure analysis, yield and reliability 
3. Analyze and predict fault location 
4. Explain the challenges of IC failure analysis 

 
247-350 ระบบอัตโนมัติส าหรับการผลิตด้านอิเล็กทรอนิกส์ 3 ((3)-0-6) 
 Automation Systems for Electronics Manufacturing  
 รายวิชาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่มี 
 บทน าเกี่ยวกบัระบบอตัโนมติัในอุตสาหกรรมการผลิต การออกแบบระบบอตัโนมติั การผลิตส่วนประกอบ
ต่างๆ ของระบบอตัโนมติั กระบวนการ วิธีการ เทคโนโลยี ส่วนประกอบ และสถานการณ์ที่จ  าเป็นส าหรับการควบคุม
พลงังาน วสัดุ และการไหลของขอ้มูลในระบบการผลิตสมยัใหม่ เทคโนโลย ีCNC หุ่นยนต ์PLC สายการประกอบอตัโนมติั
ส าหรับการผลิตอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ 



 Introduction to automation in the manufacturing industry; design of automated system; fabrication of various 
components of an automated system; essential automation processes, methods, technologies, components and scenarios for 
control energy, materials, and information flows in the modern manufacturing systems; CNC technology; robotics, PLC, 
automated assembly lines for electronics manufacturing 

ผูเ้รียนสามารถ  
1. แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมของความมีวินยั 
2. ระบุส่วนประกอบท่ีแตกต่างกนัของระบบอตัโนมติั 
3. เช่ือมต่ออุปกรณ์ I/O ที่ก  าหนดเขา้กบัโมดูล PLC ที่เหมาะสม 
4. เตรียมโปรแกรม PLC แลดเดอร์ส าหรับการใชง้านที่ก  าหนด 
5. เลือกมอเตอร์ไดรฟ์ใหเ้หมาะกบัการใชง้านที่ระบุได ้
6. เตรียมแอปพลิเคชนั SCADA อยา่งง่าย 
Students are able to 
1. Show disciplined behavior 
2. Identify different components of an automation system 
3. Interface the given I/O device with appropriate PLC module 
4. Prepare a PLC ladder program for the given application 
5. Select the suitable motor drives for the specified application 
6. Prepare a simple SCADA application 
 

กลุ่ม 2 แขนงวิชาการประกอบและทดสอบเซมิคอนดักเตอร์ 
247-343 การทดสอบวงจรรวมสัญญาณผสมเบ้ืองต้น 3 ((3)-0-6) 
 Introduction to Mixed-signal Integrated Circuits Testing  
 รายวิชาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่มี 
 ภาพรวมการทดสอบวงจรสัญญาณผสม การทดสอบอุปกรณ์และระบบ IC: ขอ้ก  าหนดการทดสอบ การ
ทดสอบพารามิเตอร์ ความแม่นย  าในการวดั ฮาร์ดแวร์การทดสอบ ทฤษฎีการสุ่มตวัอย่าง การทดสอบตามการประมวลผล
สัญญาณดิจิทลั และการสอบเทียบ การวิเคราะห์วงจรและการออกแบบวงจรดว้ยระบบอนาลอ็กและสัญญาณผสม 
 Overview of Mixed Signal Testing; testing IC devices and systems: test specifications, parametric testing, 
measurement accuracy, test hardware, sampling theory, digital signal processing-based testing, and calibrations; Circuit 
analysis and circuit design with analog and mixed-signal systems 

ผูเ้รียนสามารถ  
1. แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมของความมีวินยั 
2.  อธิบายความส าคญัของการทดสอบวงจรสัญญาณผสมได ้
3. อธิบายขอ้ก  าหนดการทดสอบ การทดสอบพารามิเตอร์ ความแม่นย  าในการวดั 
4. เลือกใชฮ้าร์ดแวร์การทดสอบที่เหมาะสมได ้
5. อธิบายทฤษฎีการสุ่มตวัอยา่งได ้
6. วิเคราะห์วงจรและการออกแบบวงจรดว้ยระบบอนาลอ็กและสัญญาณผสมได ้
Students are able to 
1. Show disciplined behavior 



2. Explain the importance of mixed-signal circuit testing 
3. Explain test specifications, parametric testing, measurement accuracy 
4. Select appropriate test hardware 
5. Explain sampling theory 
6. Analyze circuits and design circuits with analog and mixed-signal systems 
 

247-346 สายพานการผลิตด้านต้นในเทคโนโลยกีารประกอบ 3 ((2)-2-5) 
 Front-of-Line in Assembly Technology  
 รายวิชาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่มี 
 บทน าสู่เทคโนโลยกีารประกอบ Front of Line (FOL) ของบรรจุภณัฑ ์IC บรรจุภณัฑ ์IC แบบ FOL การผลิต
วงจรรวม แผ่นเวเฟอร์ซิลิกอน การเตรียมชิป กระบวนการติดชิปบนพื้นผิวบรรจุภัณฑ์ การเช่ือมชิปและการเช่ือมลวด 
สภาพแวดลอ้มของบรรจุภณัฑ์ IC เทคโนโลยีคลีนรูม ปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองของห้องคลีนรูม ไคเซ็น PCS (ระบบควบคุม
กระบวนการ) RFC (รายการตรวจสอบการตอบสนอง) FMEA (การวิเคราะห์ผลกระทบจากโหมดความลม้เหลว) วิธีการ
แกปั้ญหา และโปรโตคอลการควบคุมการเปลี่ยนแปลง 
 Introduction to IC packaging Front of Line (FOL) Assembly Technology; FOL IC-Packaging; 
manufacturing of integrated-circuits, silicon wafer, die-preparation, die-bonding and wire-bonding process; IC-packaging 
environment, cleanroom technologies, cleanroom continuous improvements, Kaizen, PCS (process control systems), RFC 
(response-flow checklists), FMEA (failure-mode effect analysis), problem solving methodology, and change controls 
protocol 

ผูเ้รียนสามารถ 
1. อธิบายค าศพัทพ์ื้นฐาน ค าจ ากดัความ และค ายอ่ใน Front-Of-Line (FOL) IC-packaging 
2. อธิบายบทบาทและความรับผิดชอบของวิศวกร 
3. อธิบายขอ้ก  าหนดหอ้งคลีนรูม 
4. อธิบายการผลิตเวเฟอร์ (ตั้งแต่ทรายจนถึงซิลิกอน) 
5. อธิบายพื้นฐานของ IC เวเฟอร์ และแม่พิมพ ์
6. อธิบายอุปกรณ์/กระบวนการเตรียมแม่พิมพแ์ละวิวฒันาการทางเทคโนโลยี 
7. อธิบายพื้นฐานของกระบวนการเช่ือมแม่พิมพแ์ละวสัดุพื้นฐานท่ีใช ้
8. อธิบายประเภทของเทคโนโลยกีารเช่ือมแม่พิมพแ์ละประเภทของวสัดุพื้นฐานท่ีใช ้
9. อธิบายอุปกรณ์/กระบวนการเช่ือมแม่พิมพแ์ละวิวฒันาการทางเทคโนโลยี 
10. อธิบายพื้นฐานของการอบในเตาอบ 
11. อธิบายพื้นฐานของการเช่ือมลวด ประเภทของเทคโนโลยีการเช่ือมลวดและประเภทของวสัดุลวด  

                              อุปกรณ์/กระบวนการเช่ือมลวดและวิวฒันาการทางเทคโนโลยี 
12. อธิบายการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง/ไคเซ็น PCS (ระบบควบคุมกระบวนการ) RFC (รายการตรวจสอบการ 

                              ตอบสนองการไหล), FMEA (การวิเคราะห์ผลกระทบจากโหมดความลม้เหลว), วิธีการแกปั้ญหา และการ 
                              ควบคุมการเปลี่ยนแปลง 

Students are able to 
1. Explain basic terms, definitions and acronyms in Front-Of-Line (FOL) IC-packaging 
2. Explain roles & responsibilities of engineer 



3. Explain clean-room requirements 
4. Explain wafer fabrication (from sand to silicon)  
5. Explain basics of IC, wafer and die 
6. Explain Die-preparation equipment/process and their technology evolution 
7. Explain fundamentals of die-bonding process and base-material used 
8. Explain types of die-bonding technology and types of substrates used 
9. Explain die-bonding equipment/process and their technology evolution 
10. Explain fundamentals of oven-curing 
11 .  Explain basics of wire-bonding, types of wire-bonding technology and types of wire-material, wire- 

                                bonding equipment/process and their technology evolution 
1 2 .  Explain continuous improvements/Kaizen, PCS (process control systems) , RFC (response-flow  

                                checklists), FMEA (failure-mode effect analysis), problem solving methodology, and Change Controls 
 
247-347 สายพานการผลิตด้านท้ายในเทคโนโลยกีารประกอบ 3 ((2)-2-5) 
 End-of-Line in Assembly Technology    
 รายวิชาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่มี 
 การแนะน าการประกอบ End of Line (EOL) กลยทุธ์การควบคุมการผลิต การทดสอบ EOL 
 Introduction to End of Line (EOL) assembly; production control strategy; EOL testing  

ผูเ้รียนสามารถ 
1. อธิบายค าศพัทพ์ื้นฐาน ค าจ ากดัความ และค ายอ่ใน End of Line (EOL) assembly 
2. อธิบายบทบาทและความรับผิดชอบของวิศวกร 
3. อธิบายขอ้ก  าหนดหอ้งคลีนรูม 
4. อธิบายกลยทุธ์การควบคุมการผลิต 
5. อธิบายพื้นฐานการทดสอบ EOL 
Students are able to 
1. Explain basic terminology, definitions, and abbreviations in End of Line (EOL) assembly 
2. Explain the roles and responsibilities of engineers 
3. Explain cleanroom requirements 
4. Explain production control strategies 
5. Explain the fundamentals of EOL testing 

 
247-348 ปฏิบัติการข้ันสูงในการประกอบ 3 (0-6-3) 
 Advanced Laboratory in Assembly  
 รายวิชาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่มี 
 ปฏิบัติการเกี่ยวกบัการสร้างแบบจ าลองและการก าหนดลักษณะเฉพาะของวัสดุบรรจุภณัฑ์ขั้นสูง การ
ประมวลผล และการพฒันาสถาปัตยกรรมส าหรับบรรจุภณัฑเ์ซมิคอนดกัเตอร์ 
 Labs on modeling and characterization of advanced packaging materials, processing and architecture 
development for semiconductor packaging 



ผูเ้รียนสามารถ  
1. แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมของความมีวินยั 
2. ใชเ้เคร่ืองมือในการ การประมวลผล และการพฒันาสถาปัตยกรรมส าหรับบรรจุภณัฑเ์ซมิคอนดกัเตอร์ได้ 
3. ท  าการทดลองเกี่ยวกบัการสร้างแบบจ าลองและการก าหนดลกัษณะเฉพาะของวสัดุบรรจุภณัฑข์ั้นสูงได ้
4. เขียนบทวิเคราะห์และสรุปของการทดลองได ้
Students are able to 
1. Show disciplined behavior 
2. Use tools for processing and developing architectures for semiconductor packaging 
3. Conduct experiments on modeling and characterizing advanced packaging materials 
4. Write an analysis and conclusion of the experiment 

 
247-351 กระบวนการผลิตด้านอิเล็กทรอนิกส์  3 ((3)-0-6) 
 Electronics Manufacturing Processes  
 รายวิชาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่มี 
 กระบวนการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์: การผลิต PCB การประกอบ PCB การประกอบกลไฟฟ้า การ
ทดสอบและการตรวจสอบ การออกแบบอิเลก็ทรอนิกส์ การบรรจุและการจดัจ าหน่าย 
 Electronics manufacturing processes: PCB fabrication, PCB assembly, electromechanical assembly, testing 
and inspections, electronic design, packaging and distribution 

ผูเ้รียนสามารถ  
1. แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมของความมีวินยั 
2. อธิบายกระบวนการผลิตอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์: การผลิต PCB การประกอบ PCB ได ้
3. ท  าการทดสอบและการตรวจสอบอุปกรณ์ดว้ยเคร่ืองมือวดัได ้
4. ออกแบบอุปกรณ์ที่ใชใ้นการผลิต การบรรจุและจดัจ าหน่ายได ้
Students are able to 
1. Show disciplined behavior 
2. Explain the manufacturing process of electronic devices: PCB manufacturing, PCB assembly 
3. Perform testing and inspection of devices with measuring instruments 
4. Design devices used in manufacturing, packaging and distribution 

 
247-352 ปฏิบัติการข้ันสูงในการผลิตด้านอิเล็กทรอนิกส์ 3 (0-6-3) 
 Advanced Laboratory in Electronics Manufacturing  
 รายวิชาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่มี 
 ปฏิบติัการเกี่ยวกบักระบวนการผลิตอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์: การผลิต PCB การประกอบ PCB การประกอบ
กลไฟฟ้า การทดสอบและการตรวจสอบ 
 Lab on electronics manufacturing processes: PCB fabrication, PCB assembly, electromechanical assembly, 
testing and inspections 

ผูเ้รียนสามารถ  
1. แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมของความมีวินยั 



2. ใชเ้เคร่ืองมือในการ การประกอบกลไฟฟ้า การทดสอบและการตรวจสอบ PCB ได ้
3. ท  าการทดลองเกี่ยวกบักระบวนการผลิตอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์: การผลิต PCB การประกอบ PCB ได ้
4. เขียนบทวิเคราะห์และสรุปของการทดลองได ้
Students are able to 
1. Show disciplined behavior 
2. Use tools for electrical assembly, testing and inspection of PCB 
3. Conduct experiments on the production process of electronic devices: PCB manufacturing, PCB assembly 
4. Write an analysis and conclusion of the experiment 

 
(ค) แขนงวิชาการผลิตเซมิคอนดักเตอร์  
กลุ่ม 1 แขนงวิชาการผลิตเซมิคอนดักเตอร์  
324-251 สารเคมีเฉพาะส าหรับงานด้านเซมิคอนดักเตอร์ 3 ((3)-0-6) 
 Specialty Chemicals for Semiconductors 
 รายวิชาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่มี 
 เทคโนโลยสีะอาดดว้ยสารเคมีที่มีความบริสุทธ์ิสูง วสัดุและสารเคมีส าหรับลิโธกราฟี เทคโนโลยกีารกดัดว้ย
สารเคมีที่มีความบริสุทธ์ิสูง วสัดุและสารเคมีส าหรับกระบวนการสะสมไอเคมี วสัดุและสารเคมีส าหรับเทคโนโลยกีารปรับ
ระนาบ 
 Clean technology with high-purity chemical; Lithography materials and chemicals; Etching technology with 
high-purity chemicals; Chemical vapor deposition process materials and chemicals; Planarization technology materials and 
chemicals 

ผูเ้รียนสามารถ 
1. แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมของความมีวินยั 
2.อธิบายเทคโนโลยสีะอาดดว้ยสารเคมีที่มีความบริสุทธ์ิสูงได ้
3. อธิบายวสัดุและสารเคมีส าหรับลิโธกราฟีได ้
4. อธิบายเทคโนโลยกีารกดัดว้ยสารเคมีที่มีความบริสุทธ์ิสูงได ้
5. อธิบายวสัดุและสารเคมีส าหรับกระบวนการสะสมไอเคมีได ้
6. อธิบายวสัดุและสารเคมีส าหรับเทคโนโลยกีารปรับระนาบได ้
7. สืบคน้เทคโลยใีหใหม่และสามารถอธิบายได ้
Students are able to 
1. Show disciplined behavior 
2. Explain clean technology with high-purity chemicals 
3. Explain materials and chemicals for lithography 
4. Explain high-purity chemical etching technology 
5. Explain materials and chemicals for chemical vapor deposition process 
6. Explain materials and chemicals for planarization technology 
7. Research new technologies and explain them 

 
 



324-252 กระบวนการเคมีเชิงไฟฟ้าส าหรับงานด้านเซมิคอนดักเตอร์ 3 ((3)-0-6) 
 Electrochemistry Process for Semiconductor  
 รายวิชาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่มี 
 ทฤษฎีพื้นฐานของเคมีไฟฟ้า กฎของฟาราเดย ์ดบัเบ้ิลเลเยอร์ แรงดนัไฟเกิน ไดนามิกของอิเล็กโทรดและ
เทอร์โมไดนามิกส์ เทคโนโลยกีารชุบดว้ยไฟฟ้า การใชง้านและการทดสอบ อุตสาหกรรมไฟฟ้าเคมี แบตเตอร่ี การชุบโลหะ
ดว้ยไฟฟ้า 
 Basic theory of electrochemistry; Faraday law, double layer; overvoltage, electrode dynamics and 
thermodynamics; electroplating technology, application and test; electrochemical industries; batteries; metal 
electrodeposition 

ผูเ้รียนสามารถ 
1. แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมของความมีวินยั 
2.อธิบายทฤษฎีพื้นฐานของเคมีไฟฟ้าได ้
3. อธิบายเทคโนโลยกีารชุบดว้ยไฟฟ้าได ้
4. ใชเ้คร่ืองมือการทดสอบ อุตสาหกรรมไฟฟ้าเคมีได ้
Students are able to 
1. Show disciplined behavior 
2. Explain the basic theory of electrochemistry 
3. Explain electroplating technology 
4. Use testing equipment in the electrochemical industry 

 
332-243 ฟิล์มบางและเทคโนโลยสุีญญากาศ 3 ((3)-0-6) 
 Thin-Film and Vacuum Technology  
 รายวิชาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่มี 
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุญญากาศ กระบวนการระเหยของฟิล์มบาง การคายประจุ พลาสมา และ
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างไอออนกบัพื้นผิว การประมวลผลพลาสมาและล าแสงไอออนของฟิลม์บาง การสะสมไอเคมี พื้นผิวของ
สารตั้งตน้และนิวเคลียสของฟิลม์บาง โครงสร้างของฟิล์ม ลกัษณะเฉพาะของฟิล์มบางและพื้นผิว การแพร่กระจายระหว่าง
กนั ปฏิกิริยา และการเปลี่ยนแปลง คุณสมบติัเชิงกลของฟิลม์บาง 
 Vacuum science and technology; thin film evaporation processes; discharge, plasma, and ion-surface 
interaction; plasma and ion beam processing of thin films; chemical vapor deposition; substrate surfaces and thin film 
nucleation; film structure, characterization of thin films and surface; inter diffusion, reactions, and transformations; 
mechanical properties of thin films 

ผูเ้รียนสามารถ 
1. แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมของความมีวินยั 
2.อธิบายเทคโนโลยสุีญญากาศ กระบวนของฟิลม์บางได ้
3. อธิบายโครงสร้างของฟิลม์ ลกัษณะเฉพาะของฟิลม์บางได ้
4. อธิบายปฏิกิริยา และการเปลี่ยนแปลง คุณสมบติัเชิงกลของฟิลม์บางได ้
Students are able to 
1. Show disciplined behavior 



2. Explain vacuum technology, thin film process 
3. Explain the structure of the film, characteristics of thin films 
4. Explain the reaction and changes in mechanical properties of thin films 
 

316-202 การวิเคราะห์วัสดุและเทคนิคการก าหนดลักษณะอุปกรณ์สารก่ึงตัวน า 3 ((3)-0-6) 
 Material Analysis and Semiconductor Device Characterization Techniques  
 รายวิชาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่มี 
 หลกัการและการใชเ้คร่ืองมือเพื่อตรวจสอบโครงสร้างผลึก โครงสร้างจุลภาค องค์ประกอบทางเคมี และ
ลกัษณะทางไฟฟ้าของวสัดุกึ่งตวัน าและแผ่นวงจรพิมพ ์
 Principle and use of instruments to characterize crystal structure, microstructure, chemical composition, and 
electrical characteristics of semiconductor materials and printed circuit board 

ผูเ้รียนสามารถ 
1. แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมของความมีวินยั 
2.ใชเ้คร่ืองมือในการการวิเคราะห์วสัดุและเทคนิคการก าหนดลกัษณะอุปกรณ์สารกึ่งตวัน าได้ 
3. อธิบายคุณลกัษณะ โครงสร้างผลึก โครงสร้างจุลภาค และองคป์ระกอบทางเคมี  
4. วิเคราะห์และอธิบายลกัษณะทางไฟฟ้าของวสัดุกึ่งตวัน าและแผ่นวงจรพิมพ์ 
Students are able to 
1. Show disciplined behavior 
2.Use materials analysis tools and semiconductor device characterization techniques 
3. Describe the characteristics, crystal structure, microstructure, and chemical composition  
4. Analyze and explain the electrical characteristics of semiconductor materials and printed circuit boards. 

 
332-354 พ้ืนฐานของกระบวนการด้านพลาสม่า 3((3)-0-6) 
 Fundamental of Plasma Processing  
 รายวิชาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่มี 
 บทน าเกี่ยวกบัทฤษฎีฟิสิกส์ของพลาสมา เคมีเบ้ืองตน้ของพลาสมา จลนพลศาสตร์เคมีของพลาสมา การ
ปล่อยประจุไฟฟ้าในพลาสมา การสังเคราะห์ การบ าบดัพลาสมา เคมีของพลาสมาในการแปลงและการผลิตเช้ือเพลิง เคมี
ของพลาสมาในระบบพลงังานและการควบคุมส่ิงแวดลอ้ม ไมโครพลาสมาอุณหภูมิต ่าและพลงังานต ่าส าหรับการใชง้านทาง
ชีวการแพทย ์
 Introduction to theoretical plasma physics; elementary plasma chemistry; chemical kinetics of plasma; 
electric discharges in plasma; plasma synthesis, treatment; plasma chemistry in fuel conversion and production; plasma 
chemistry in energy systems and environmental control; low temperature and low energy micro-plasma for biomedical 
applications 

ผูเ้รียนสามารถ 
1. แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมของความมีวินยั 
2. อธิบายทฤษฎีฟิสิกส์ของพลาสมา เคมีเบ้ืองตน้ของพลาสมา จลนพลศาสตร์เคมีของพลาสมาได ้
3. อธิบายการสังเคราะห์ การบ าบดัพลาสมาได ้



4. อธิบายการประยุกต์ใชเ้คมีของพลาสมาในระบบพลงังานและการควบคุมส่ิงแวดลอ้ม ไมโครพลาสมา 
                            อุณหภูมิต  ่าและพลงังานต ่าส าหรับการใชง้านทางชีวการแพทยไ์ด ้

Students are able to 
1. Show disciplined behavior 
2. Explain the physics theory of plasma, basic chemistry of plasma, chemical kinetics of plasma 
3. Explain the synthesis and treatment of plasma 
4 . Explain the application of plasma chemistry in energy systems and environmental control, low- 

                             temperature and low-energy micro-plasma for biomedical applications 
 
332-343 ปฏิบัติการกระบวนการผลิตด้านสารก่ึงตัวน า 3(0-6-3) 
 The Practice of Semiconductor Manufacturing Process  
 รายวิชาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่มี 
 กระบวนการท าความสะอาด การสกดัแบบเปียก ท่อความร้อนและกระบวนการออกซิเดชนั/การแพร่กระจาย 
กระบวนการเปิดรับแสงและลิโธกราฟี เทคโนโลยสูีญญากาศ กระบวนการสปัตเตอร์และการสะสมฟิล์มบาง กระบวนการ 
CMP (การขดัพื้นผิวดว้ยเคร่ืองกลทางเคมี) การวดัลกัษณะเฉพาะของอุปกรณ์เซมิคอนดกัเตอร์ 
 Cleaning process; Wet bench and etching process; thermal tube and oxidation/diffusion process; exposure 
and lithography process; vacuum technology; sputter and thin film deposition process; CMP (chemical mechanical 
polishing) process; semiconductor device characteristics measurement 

ผูเ้รียนสามารถ 
1. แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมของความมีวินยั 
2.ใชเ้คร่ืองมือในกระบวนการผลิตดา้นสารกึ่งตวัน าได ้
3. ท  าการทดลองเกี่ยวกบักระบวนการผลิตดา้นสารกึ่งตวัน าและวดัลกัษณะเฉพาะของอุปกรณ์เซมิคอนดกัเตอร์ได ้
4. เขียนบทวิเคราะห์และสรุปของการทดลองได ้
Students are able to 
1. Show disciplined behavior 
2. Use tools in the semiconductor manufacturing process 
3. Conduct experiments on the semiconductor manufacturing process and measure characteristics of  

                            semiconductor devices 
4. Write an analysis and conclusion of the experiment 

 
247-371 กฎหมายความปลอดภัยในการท างาน 3((3)-0-6) 
 Occupation Safety Law  
 รายวิชาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่มี 
 บทน าเกี่ยวกบักฎหมายความปลอดภยัในการท างาน การจดัการอาชีวอนามยั การรับรู้ถึงอนัตราย การส่ือสาร
ถึงอนัตราย 
 Introduction to occupation safety law; occupational hygiene management; hazard recognition; hazard 
communication 

ผูเ้รียนสามารถ 



1. แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมของความมีวินยั 
2. อธิบายเกี่ยวกบักฎหมายความปลอดภยัในการท างานได ้
3. อธิบายรายละเอียดการจดัการอาชีวอนามยั การรับรู้ถึงอนัตราย การส่ือสารถึงอนัตรายได้ 
4. คน้หาขอ้มูล วิเคราะห์ และอภิปรายเป็นกลุ่มและน าเสนอกฎหมายความปลอดภยัในการท างานที่ไดรั้บมอบหมาย 
    5. ท  าหนา้ที่เป็นสมาชิกในทีมได ้
Students are able to 
1. Show disciplined behavior 
2. Explain occupational safety laws 
3. Explain details of occupational hygiene management, hazard recognition, and hazard communication 
4. Search information, analyze, and discuss in groups and present assigned occupational safety laws 
 5. Act as a team member 

 
332-344 เทคโนโลยขีองกระบวนการด้านเซมิคอนดักเตอร์ 3 (0-6-3) 
 Semiconductor Process Technology  
 รายวิชาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่มี 
 การเตรียมซิลิกอนและเวเฟอร์ ภาพรวมกระบวนการผลิตไอซี ลิโธกราฟี การเกิดออกซิเดชนั การฝังไอออน 
การสะสมไอทางเคมีและกายภาพ การท าให้เป็นโลหะ การกดักร่อน การขดัพื้นผิวดว้ยเคร่ืองกลทางเคมี การบูรณาการ
กระบวนการ 
 Silicon and wafer preparation; ic fabrication process overview; lithography; oxidation; ion implantation; 
chemical and physical vapor deposition; metallization; etch; chemical mechanical polishing; process integration 

ผูเ้รียนสามารถ 
1. แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมของความมีวินยั 
2.อธิบายเทคโนโลยขีองกระบวนการดา้นเซมิคอนดกัเตอร์ได ้
3. อธิบายเคร่ืองมือและเคร่ืองจกัรในกระบวนการดา้นเซมิคอนดกัเตอร์ได้ 
4. อธิบายการบูรณาการกระบวนการได ้
Students are able to 
1. Show disciplined behavior 
2. Explain semiconductor process technology 
3. Explain tools and machinery in semiconductor process 
4. Explain process integration 

 
กลุ่ม 2 แขนงวิชาการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ 
247-372 สถิติส าหรับวิศวกรรมและเทคนิคทางการทดลอง 3((3)-0-6) 
 Engineering Statistics and Experimental Technique  
 รายวิชาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่มี 
 บทน าเกี่ยวกบัสถิติวิศวกรรม ขอ้มูล สารสนเทศ ความรู้ สถิติเชิงพรรณนา ความน่าจะเป็นและการแจกแจง
ความน่าจะเป็น การแจกแจงการสุ่มและการประยุกต์ใช ้การทดสอบสมมติฐาน การอนุมานค่าเฉลี่ยและการประยุกต์ใช้ 



ความพอดี ANOVA และการประยกุตใ์ช ้ การถดถอยและการประยุกต์ใช ้ การควบคุมกระบวนการทางสถิติ การประยกุต์ใช้
วิธีการทางสถิติ 
 Introduction to engineering statistics; data, information, knowledge; descriptive statistics; probability and 
probability distribution; sampling distribution and applications; hypothesis test; inference on means and applications; 
goodness of fit; ANOVA and application; regression and applications; statistical process control; application of statistical 
methods 

ผูเ้รียนสามารถ 
1. แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมของความมีวินยั 
2. อธิบายทฤษฎีเกี่ยวกบัสถิติส าหรับวิศวกรรมได ้
3. ออกแบบการทดสอบสมมติฐาน การอนุมานค่าเฉลี่ยและการประยกุตใ์ชไ้ด้ 
4. อธิบายความพอดี ANOVA และการประยกุตใ์ชไ้ด ้ 
5. อธิบายทฤษฎีการถดถอยและการประยกุตใ์ช ้ 
6. ออกแบบการควบคุมกระบวนการทางสถิติ การประยกุตใ์ชว้ิธีการทางสถิติ 
Students are able to 
1. Show disciplined behavior 
2. Explain statistical theories for engineering 
3. Design hypothesis testing, inference of means and applications 
4. Explain ANOVA fit and applications 
5. Explain regression theory and applications 
6. Design statistical process control, application of statistical methods 

 
332-345 การห่อสารก่ึงตัวน าและเคร่ืองมือทดสอบ 3 ((3)-0-6) 
 Semiconductor Packaging and Testing Equipment  
 รายวิชาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่มี 
 เคร่ืองจ่าย เคร่ืองติดคลิป/แม่พิมพ ์ เคร่ืองเช่ือมลวด เตาอบรีโฟลว ์อุปกรณ์การข้ึนรูป แม่พิมพต์กแต่ง TMTT 
เคร่ืองทดสอบ IC (ASL1000, T120, SG9000) 
 Dispense; clip/die bonder; wire bonder; reflow oven; molding equipment; trim form; TMTT; IC tester 
(ASL1000, T120, SG9000) 

ผูเ้รียนสามารถ 
1. แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมของความมีวินยั 
2. อธิบายกระบวนการห่อสารกึ่งตวัน าและเคร่ืองจกัรที่ใชไ้ด ้
3. ใชเ้คร่ืองมือทดสอบที่ใชใ้นกระบวนการห่อสารกึ่งตวัน าได ้
Students are able to 
1. Show disciplined behavior 
2. Describe the semiconductor wrapping process and the machinery used 
3. Use testing equipment used in the semiconductor wrapping process 

 
 



332-346 กระบวนการห่อข้ันสูง 3 ((3)-0-6) 
 Advanced Semiconductor  Process  
 รายวิชาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่มี 
 การรวม IC แบบ 2.5D การรวม IC แบบ 3D เวเฟอร์แบบแฟน-อิน/ระดบัแผง เวเฟอร์แบบแฟน-เอาต/์ระดบั
แผง แพค็เกจระดบัชิป ระบบในแพค็เกจ การเช่ือมแบบไฮบริด บรรจุภณัฑชิ์ปเลต็ วสัดุไดอิเลก็ตริก 

2 . 5D IC integration; 3D IC integration; fan-in wafer/panel-level; fan-out wafer/panel-level; chip-scale 
packages; system-in-package; hybrid bonding; chiplets packaging; dielectric materials 

ผูเ้รียนสามารถ 
1. แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมของความมีวินยั 
2. อธิบายกระบวนการห่อขั้นสูงและเคร่ืองจกัรท่ีใชไ้ด ้
3. ใชเ้คร่ืองมือทดสอบที่ใชใ้นกระบวนการห่อสารกึ่งตวัน าได ้
4. อธิบายแพค็เกจระดบัชิป ระบบในแพค็เกจ การเช่ือมแบบไฮบริด บรรจุภณัฑชิ์ปเล็ตได ้
5. อธิบายวสัดุที่ใชใ้นการห่อเซมิคอนดกัเตอร์และเทคนิคการวิเคราะห์คุณลกัษณะได้ 
Students are able to 
1. Show disciplined behavior 
2. Describe advanced packaging processes and applicable machinery 
3. Use testing equipment used in semiconductor packaging 
4. Describe chip-level packaging, system-in-package, hybrid bonding, chiplet packaging 
5. Describe materials used in semiconductor packaging and characterization techniques 

 
332-347 การปฏิบัติการการห่อสารก่ึงตัวน าและการทดสอบ 3 (0-6-3) 
 The Practice of  Semiconductor Packaging and Testing  
 รายวิชาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่มี 
 การฝึกอบรมในการติดตั้งเคร่ืองจ่ายสารและภาคปฏิบัติ; การฝึกอบรมภาคปฏิบติัเกี่ยวกับเคร่ืองติดคลิป/
แม่พิมพ์; การฝึกอบรมภาคปฏิบติัเกี่ยวกบัเคร่ืองเช่ือมลวด; การฝึกอบรมภาคปฏิบติัเกี่ยวกบัเตาอบรีโฟลว์; การฝึกอบรม
ภาคปฏิบติัเกี่ยวกบัอุปกรณ์การข้ึนรูป; การฝึกอบรมภาคปฏิบติัเกี่ยวกบัแม่พิมพ์ตกแต่ง; การฝึกอบรมภาคปฏิบติัเกี่ยวกบั TMTT 
 Dispense set up and practical training; clip/die bonder practical training; wire bonder practical training; 
reflow oven practical training; molding equipment practical training; trim form practical training; TMTT practical training 

ผูเ้รียนสามารถ 
1. แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมของความมีวินยั 
2.ใชเ้คร่ืองมือในกระบวนการการห่อสารกึ่งตวัน าและการทดสอบได ้
3. ฝึกอบรมภาคปฏิบติัเกี่ยวกบัการห่อสารกึ่งตวัน าและการทดสอบได ้
4. เขียนบทวิเคราะห์และสรุปของการทดลองได ้
Students are able to 
1. Show disciplined behavior 
2. Use tools in semiconductor packaging and testing processes 
3. Conduct practical training on semiconductor packaging and testing 
4. Write an analysis and conclusion of the experiment 



332-348 การน าความร้อนส าหรับการผลิตไอซี 3 ((3)-0-6) 
 Heat Transfer for IC Fabrication  
 รายวิชาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่มี 
 ภาพรวมความร้อน ภาพรวมการน าความร้อน การจ าลองความร้อนและการแนะน าโซลูชนัการกระจายความ
ร้อน ภาพรวมเทคโนโลยีการระบายความร้อน ภาพรวมกระบวนการผลิต PCB ภาพรวมการออกแบบความร้อนของ
ส่วนประกอบอิเลก็ทรอนิกส์ 
 Thermal overview; heat conduction overview; thermal simulation and heat dissipation solution introduction; 
cooling technology overview; PCB manufacturing process overview; thermal design of electronic components overview 

ผูเ้รียนสามารถ 
1. แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมของความมีวินยั 
2. อธิบายการน าความร้อนส าหรับการผลิตไอซีได ้
3. ออบแบบการน าความร้อนที่ใชใ้นกระบวนการผลิตและประกอบเซมิคอนดกัเตอร์ได้ 
4. ออกแบบระบบระบายความร้อนในกระบวนการผลิตและประกอบเซมิคอนดกัเตอร์ได ้
Students are able to 
1. Show disciplined behavior 
2. Explain heat conduction for IC manufacturing 
3. Design heat conduction for use in semiconductor manufacturing and assembly processes 
4.Design cooling systems in semiconductor manufacturing and assembly processes 

 
332-349 เทคโนโลยโีรงงานเซมิคอนดักเตอร์ 3 ((3)-0-6) 
 Semiconductor Factory Technology  
 รายวิชาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่มี 
 การก่อสร้างโรงงานและส่ิงอ  านวยความสะดวก การวางแผน ก  าหนดการ งบประมาณ การออกแบบท่อ และ
หอ้งคลีนรูม งานดา้นส่ิงอ  านวยความสะดวก รวมถึงระบบส่ิงอ  านวยความสะดวก น ้าบริสุทธ์ิสูง ก๊าซ สารเคมี การรีไซเคิลน ้า
เสีย แหล่งจ่ายพลงังาน ขอ้ก  าหนดการผลิตของโรงงานเทคโนโลยีขั้นสูง ขอ้ก  าหนดดา้นความยัง่ยืน การประหยดัพลงังาน 
การลดคาร์บอน และเศรษฐกิจหมุนเวียน 
 Plant construction and facilities, planning, schedule, budget, piping design, and cleanrooms; facility work, 
including facility systems, super pure water, gases, chemicals, wastewater recycling, energy supply; production needs of 
high-tech plants; sustainability requirements, energy saving, carbon reduction, and circular economy 

ผูเ้รียนสามารถ 
1. แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมของความมีวินยั 
2. อธิบายการก่อสร้างโรงงานผลิตเซมิคอนดกัเตอร์และส่ิงอ  านวยความสะดวกได ้
3. วางแผน ก าหนดการ งบประมาณในการก่อสร้างโรงงานผลิตเซมิคอนดกัเตอร์และส่ิงอ  านวยความสะดวกได ้
4. อธิบายขอ้ก  าหนดการผลิตของโรงงานเทคโนโลยีขั้นสูง ขอ้ก  าหนดดา้นความยัง่ยนื การประหยดัพลงังาน  

             การลดคาร์บอน และเศรษฐกิจหมุนเวียนได ้
Students are able to 
1. Show disciplined behavior 
2. Describe the construction of a semiconductor manufacturing plant and facilities 



3. Plan, schedule, and budget for the construction of a semiconductor manufacturing plant and facilities 
4. Describe the manufacturing requirements of a high-tech plant, including sustainability, energy efficiency,  

                            carbon reduction, and circular economy requirements 
 

2.3)  กลุ่มวิชาเลือกวิชาชีพ 
- กลุ่มวิชาเลือกแขนงวิชาการออกแบบวงจรรวม  
247-306 การวิเคราะห์เชิงซ้อน 3 ((3)-0-6) 
 Complex Analysis  
 รายวิชาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่มี 
 ฟังก์ชันของตัวแปรเชิงซ้อน สมการเชิงอนุพันธ์ของโคชี-รีมันน์ ปริพันธ์ตามเส้นของฟังก์ชันเชิงซ้อน 
ปริพนัธ์ของโคชี อนุกรมของเทยเ์ลอร์และลอเรนต์ ทฤษฎีบทเศษเหลือของโคชี จุดเอกพจน์ของฟังก์ชนัวิเคราะห์ การ
ประเมินเศษเหลือ ทฤษฎีบทของลิอูวิลล ์การประเมินปริพนัธ์จ ากดั บทตั้งของจอร์แดน ปริพนัธ์คอนทวัร์บรอมวิช 
 Functions of complex variables; Cauchy-Riemann differential equations; line integrals of complex functions; 
Cauchy’s integral; Taylor’s and Laurent’s series; Cauchy’s residue theorem; singular points of an analytic function; 
evaluation of residues; Liouville’s theorem; evaluation of definite integrals; Jordan’s Lemma; Bromwich contour integral  

ผูเ้รียนสามารถ  
1. แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมของความมีวินยั 
2. อธิบายฟังกช์นัของตวัแปรเชิงซ้อน สมการเชิงอนุพนัธ์ของโคชี-รีมนัน์ ปริพนัธ์ตามเส้นของฟังกช์นัเชิงซ้อนได ้ 
3. ค  านวณการวิเคราะห์เชิงซ้อน ปริพนัธ์ของโคชี อนุกรมของเทยเ์ลอร์และลอเรนตไ์ด้ 
4. อธิบายและค านวณทฤษฎีบทเศษเหลือของโคชี จุดเอกพจน์ของฟังกช์นัวิเคราะห์ การประเมินเศษเหลือได้ 
5. แกปั้ญหาปริพนัธ์จ  ากดั ปริพนัธ์คอนทวัร์บรอมวิชได ้
Students are able to 
1. Show disciplined behavior 
2. Explain functions of complex variables, Cauchy-Riemann differential equations, line integrals of complex functions 
3. Calculate complex analysis, Cauchy’s integral; Taylor’s and Laurent’s series 
4. Explain and calculate Cauchy’s residue theorem, singular points of an analytic function and evaluation of residues 
5. Solve definite integrals and Bromwich contour integrals 
 

332-399 กลศาสตร์ควอนตัมส าหรับวิศวกร 3 ((3)-0-6) 
 Quantum Mechanics for Engineers  
 รายวิชาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่มี 
 ฟังก์ชนัเจาะจงและตวัด าเนินการ สมการชเรอดิงเงอร์และผลเฉลยแบบไม่ข้ึนกบัเวลาชนิดหน่ึงมิติและสาม
มิติ ปริภูมิฮิลเบิร์ตและสัญกรณ์ดิแรก ฮาร์มอนิกออสซิลเลเตอร์ โมเมนตมัเชิงมุม สปิน อะตอมไฮไดรเจน 
 Wave functions and operators; time-independent Schrodinger equation in one dimension and three 
dimensions; Hilbert spaces and Dirac’s notations; harmonic oscillator; angular momentum; spin; hydrogen atom 

ผูเ้รียนสามารถ  
1. แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมของความมีวินยั 
2. อธิบายฟังกช์นัเจาะจงและตวัด าเนินการได ้ 



3. ค  านวณสมการชเรอดิงเงอร์และผลเฉลยแบบไม่ข้ึนกบัเวลาชนิดหน่ึงมิติและสามมิติได ้
4. อธิบายและค านวณทฤษฎีบทริภูมิฮิลเบิร์ตและสัญกรณ์ดิแรกได ้
5. แกปั้ญหาฮาร์มอนิกออสซิลเลเตอร์ โมเมนตมัเชิงมุม สปิน อะตอมไฮไดรเจนได้ 
Students are able to 
1. Show disciplined behavior 
2. Explain wave functions and operators 
3. Compute one-dimensional and three-dimensional Schrodinger equations and time-independent solutions 
4. Explain and compute Hilbert theory and Dirac notation 
5. Solve harmonic oscillator, angular momentum, spin, hydrogen atom problems 

 
247-310 การออกแบบวงจรรวมซีมอสสัญญาณผสม 3 ((3)-0-6) 
 Design of CMOS Mixed-Signal Integrated Circuits  
 รายวิชาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่มี 
 สัญญาณและระบบเชิงเส้น การสุ่มตวัอย่างและเอเลสซิง ตวักรองแอนะล็อกและดิจิทลั วงจรตวัเก็บประจุ
แบบสวิตช ์อตัราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวนในตวัแปลงขอ้มูล ตวัแปลง A/D และ D/A อตัราไนควิสต ์ตวัแปลงขอ้มูล
ลดเสียงรบกวน โครงงานในชั้นเรียนเกี่ยวกบัการออกแบบตวัแปลงขอ้มูลขั้นสูงโดยใชเ้คร่ืองมือจ าลองสัญญาณผสม 
 Signals and linear systems; sampling and aliasing; analog and digital filters; switched-capacitor circuits; 
signal-to-noise ratio in data converters; Nyquist-rate A/D and D/A converters; noise-shaping data converters; design of an 
advanced data converter using mixed-signal simulation tools 

ผูเ้รียนสามารถ  
1. แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมของความมีวินยั 
2. อธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกบัการออกแบบวงจรรวมซีมอสสัญญาณผสม ได้ 
3. อธิบายการสุ่มตวัอยา่งและเอเลสซิง ได ้
4. ออกแบบออกแบบวงจรรวม ตวักรองแอนะลอ็กและดิจิทลั ตวัแปลง A/D และ D/A ได ้
5. ท  าโครงงานเกี่ยวกบัการออกแบบตวัแปลงขอ้มูลขั้นสูงโดยใชเ้คร่ืองมือจ าลองสัญญาณผสม 
Students are able to 
1. Show disciplined behavior 
2. Explain in detail the design of mixed-signal CMOS ICs 
3. Explain sampling and aliasing 
4. Design analog and digital filters, A/D and D/A converter ICs 
5. Create a project on advanced data converter design using mixed-signal simulation tools 

 
247-312 อุปกรณ์สารก่ึงตัวน าข้ันสูง 3 ((3)-0-6) 
 Advanced Semiconductor Devices  
 รายวิชาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่มี 
 รอยต่อ PN ทรานซิสเตอร์รอยต่อไบโพลาร์ MOSFET ตวัเก็บประจุ MOS อุปกรณ์ชาร์จคปัเปิล เซ็นเซอร์
พิกเซลแอคทีฟ CMOS FinFET ทรานซิสเตอร์นาโนไวร์ MOSFET แบบเกทออลอะราวด์และทรานซิสเตอร์ 2 มิติ อุปกรณ์



สารกึ่ งตัวน าก  าลัง ไอซีก  าลังและกระบวนการผลิตอุปกรณ์ SiC ก  าลัง ภาพรวมของเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์และ
กระบวนการผลิต 
 PN junctions; bipolar junction transistors; MOSFET, MOS capacitors, charge-coupled devices; CMOS 
active pixel sensor; FinFET; nanowire transistors; gate-all-around MOSFET and 2D transistors; power semiconductor 
devices: power ICs and SiC power device process; overview of semiconductor technologies and manufacturing processes 

ผูเ้รียนสามารถ  
1. แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมของความมีวินยั 
2. อธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกบัอุปกรณ์สารกึ่งตวัน าขั้นสูงได ้
3. ออกแบบออกแบบวงจรรวมโดยใช ้CMOS FinFET ทรานซิสเตอร์นาโนไวร์ MOSFET แบบเกทออลอะ 

                             ราวดแ์ละทรานซิสเตอร์ 2 มิติ ได ้
4. อธิบายอุปกรณ์สารกึ่งตวัน าก  าลงั ไอซีก  าลงัและกระบวนการผลิตอุปกรณ์ SiC ก  าลงัได ้
5. อธิบายภาพรวมของเทคโนโลยเีซมิคอนดกัเตอร์และกระบวนการผลิต ได้ 
Students are able to 
1. Show disciplined behavior 
2. Explain in detail about advanced semiconductor devices 
3. Design integrated circuits using CMOS FinFET, nanowire transistors, gate-all-around MOSFETs and 2D transistors 
4. Explain power semiconductor devices: power ICs and SiC power device process 
5. Explain the overview of semiconductor technology and manufacturing processes 
 

247-313 การออกแบบเพ่ือการทดสอบ 3 ((3)-0-6) 
 Design for Testability  
 รายวิชาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่มี 
 บทน าสู่การทดสอบไอซี การออกแบบเพื่อการทดสอบได ้การจ าลองตรรกะและขอ้ผิดพลาด การสร้างการ
ทดสอบ การทดสอบตวัเองดว้ยตรรกะในตวั การบีบอดัการทดสอบ การวินิจฉัยตรรกะ การทดสอบหน่วยความจ า การสแกน
ขอบเขตและการทดสอบตามแกนกลาง เทคนิค DFT และ BIST ส าหรับการทดสอบอนาลอ็กและสัญญาณผสม การทดสอบ 
ADC DAC และ PLL 
 Introduction to IC testing; design for testability; logic and fault simulation; test generation; logic built-in 
self-test, test compression, logic diagnosis, memory testing, boundary scan and core-based testing, DFT and BIST 
techniques for analog and mixed-signal test, test of ADC, DAC and PLL  

ผูเ้รียนสามารถ  
1. แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมของความมีวินยั 
2. อธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกบัการทดสอบไอซีและการออกแบบเพื่อการทดสอบได้ 
3. ท  าการจ าลองตรรกะและขอ้ผิดพลาด การสร้างการทดสอบ การทดสอบตวัเองดว้ยตรรกะในตวัได้ 
4. อธิบายทดสอบหน่วยความจ า การสแกนขอบเขตและการทดสอบตามแกนกลางได ้
5. ประยกุตใ์ชเ้ทคนิค DFT และ BIST ส าหรับการทดสอบอนาลอ็กและสัญญาณผสมได ้
Students are able to 
1. Show disciplined behavior 
2. Explain in detail about IC testing and design for testing 



3. Perform logic and error simulation, test creation, self-test with built-in logic 
4. Explain memory testing, boundary scanning and core testing 
5. Apply DFT and BIST techniques for analog and mixed-signal testing 

 
247-314 ระบบฝังตัว 
Embedded System 3 ((3)-0-6) 
 รายวิชาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่มี 
 การแนะน าระบบฝังตวัและประเด็นการวิจัยปัจจุบนั การแนะน าไมโครคอนโทรลเลอร์ โครงสร้างและ
ส่วนประกอบของไมโครคอนโทรลเลอร์ I/O ดิจิทลั I/O อนาล็อก ตวัจับเวลาและตวันับ การขดัจังหวะ การส่ือสารแบบ
อนุกรมและขนาน อินเทอร์เฟซอุปกรณ์ต่อพ่วง PWM และการควบคุมวงปิด การพิจารณาการออกแบบแบบเรียลไทม์ การ
ทดสอบและแกไ้ขขอ้บกพร่องซอฟตแ์วร์ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
 Introduction to embedded systems and its current research issues; introduction to microcontroller; structure 
and component of a microcontroller; digital I/O; analog I/O; timer and counter; interrupt; serial and parallel 
communications; peripherals device interface; PWM and close-loop control; real-time design consideration; microcontroller 
software testing and debugging 

ผูเ้รียนสามารถ  
1. แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมของความมีวินยั 
2. อธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกบัการออกแบบและพฒันาระบบสมองกลฝังตวัได ้
3. อธิบายโครงสร้างไมโครคอนโทรลเลอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงได ้
4. เขียนโปรแกรมประยกุตใ์ชไ้มโครคอนโทรลเลอร์ในการควบคุม การส่ือสารขอ้มูลได้ 
5. ท  าการทดสอบซอฟตแ์วร์และดีบกัโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ได ้
Students are able to 
1. Show disciplined behavior 
2. Explain in detail about the design and development of embedded systems 
3. Explain the microcontroller structure and peripheral devices 
4. Write a program using a microcontroller to control and communicate data 
5. Test software and debug microcontroller programs 

 
247-315 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3 ((3)-0-6) 
 Computer Architecture  
 รายวิชาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่มี 
 การประมวลผลแบบไปป์ไลน์ แคช ซูเปอร์สเกลาร์ โปรเซสเซอร์ค าสั่งยาวมาก (VLIW) การท านายค าสั่ง
เง่ือนไข มลัติเธรด การเขียนโปรแกรมแบบขนาน มลัติโปรเซสเซอร์ การเช่ือมต่อมลัติโปรเซสเซอร์ 
 Pipelining; cache; superscalar; very long instruction word (VLIW) processor; conditional branch prediction; 
multithreading; parallel programming; multiprocessor; multiprocessor interconnect 

ผูเ้รียนสามารถ  
1. แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมของความมีวินยั 
2. อธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกบัสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์แบบต่าง ๆได ้



3. อธิบายการประมวลผลแบบไปป์ไลน์ แคช ซูเปอร์สเกลาร์ โปรเซสเซอร์ค าสั่งยาวมาก (VLIW) ได ้
4. เขียนโปรแกรมแบบขนาน มลัติโปรเซสเซอร์ การเช่ือมต่อมลัติโปรเซสเซอร์ได ้
Students are able to 
1. Show disciplined behavior 
2. Explain in detail various computer architectures 
3. Explain pipeline processing, cache, superscalar, very long instruction (VLIW) processors 
4. Write parallel programs, multiprocessors, multiprocessor interconnects 

 

247-316 เคร่ืองมือชีวเวชและการออกแบบ 3 ((3)-0-6) 
 Biomedical Instrumentation and Design  
 รายวิชาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่มี 
 การวดัและวิเคราะห์ศกัยท์างชีวภาพ ลกัษณะของตวัแปลงสัญญาณทางชีวการแพทย ์ ความปลอดภยัทาง
ไฟฟ้า การประยุกต์ใชว้งจรรวม วงจรออปแอมป์ การเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์สัญญาณและการประมวลผล
สัญญาณ เซ็นเซอร์ไฟฟ้าเคมีและวงจรอินเทอร์เฟซ อุปกรณ์ทางการแพทย ์เช่น ECG, EEG, EMG เคร่ืองวดัความดนัโลหิต 
และเคร่ืองวดัออกซิเจนในเลือด 
 Measurement and analysis of bio-potentials; biomedical transducer characteristics; electrical safety; 
applications of integrated circuits, operational amplifiers, computer interfacing; signal analysis and signal processing; 
electrochemical sensor and interface circuits; medical devices such as ECG, EEG, EMG, blood pressure monitor and pulse oximeter 

ผูเ้รียนสามารถ  
1. แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมของความมีวินยั 
2. อธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกบัเคร่ืองมือชีวเวชและการออกแบบได ้
3. อธิบายการวดัและวิเคราะห์ศกัยท์างชีวภาพ ลกัษณะของตวัแปลงสัญญาณทางชีวการแพทย ์และความ 

                             ปลอดภยัทางไฟฟ้าได ้
4. ประยกุตใ์ชว้งจรรวม วงจรออปแอมป์ การเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์สัญญาณและการประมวลผล 

                             สัญญาณ ECG และ EMG ได ้
5. บอกเซ็นเซอร์ไฟฟ้าเคมีและวงจรอินเทอร์เฟซที่ใชในอุปกรณ์ทางการแพทยไ์ด ้
Students are able to 
1. Show disciplined behavior 
2. Describe in detail about biomedical instruments and their design 
3. Describe biopotential measurement and analysis, characteristics of biomedical transducers, and electrical safety 
4. Apply integrated circuits, op-amp circuits, computer interfaces, signal analysis and processing of ECG and EMG signals 
5. Identify electrochemical sensors and interface circuits used in medical devices 

 
247-319 การออกแบบระบบดิจิทัลที่ซับซ้อน 3 ((3)-0-6) 
 Design of Complex Digital Systems  
 รายวิชาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่มี 
 บทน าเกี่ยวกบัการออกแบบและการใชง้านระบบดิจิทลัขนาดใหญ่โดยใชภ้าษาบรรยายฮาร์ดแวร์ (HDL) และ
เคร่ืองมือสังเคราะห์ระดบัสูง (การสังเคราะห์ P&R) การออกแบบแบบแยกส่วนและแข็งแกร่ง โมดูลท่ีน ามาใชซ้ ้ าได ้ ความ



ถูกตอ้งตามการก่อสร้าง การส ารวจสถาปัตยกรรม การออกแบบตามขอ้จ ากดัดา้นพื้นท่ีและเวลา พื้นฐานของการตรวจสอบ
การออกแบบ การออกแบบเพื่อการทดสอบได ้เคร่ืองมือ CAD  โปรเจ็กตอ์อกแบบหลายคนบน FPGA หลายลา้นเกต 
 Introduction to the design and implementation of large-scale digital systems using hardware description 
languages (HDL) and high-level synthesis tools (synthesis, P&R); modular and robust designs, reusable modules; 
correctness by construction, architectural exploration, meeting area and timing constraints; basics of design verification, 
design for testability; CAD tools; a multi-person design project on multi-million gate FPGAs 

ผูเ้รียนสามารถ  
1. แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมของความมีวินยั 
2. อธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับการออกแบบและการใช้งานระบบดิจิทัลขนาดใหญ่โดยใชภ้าษาบรรยาย

ฮาร์ดแวร์ (HDL) และเคร่ืองมือสังเคราะห์ระดบัสูงได ้
3. ออกแบบแบบแยกส่วนและแขง็แกร่ง โมดูลน ามาใชซ้ ้ าได ้ความถูกตอ้งตามการก่อสร้างได ้
4. วิเคราะห์การออกแบบตามขอ้จ ากดัดา้นพื้นท่ีและเวลาได ้
5. อธิบายฐานของการตรวจสอบการออกแบบ  การออกแบบเพื่อการทดสอบได้ 
6. ใชเ้คร่ืองมือ CAD  โปรเจ็กตอ์อกแบบหลายคนบน FPGA หลายลา้นเกต 
Students are able to 
1. Show disciplined behavior 
2. Describe in detail the design and implementation of large-scale digital systems using hardware description 

languages (HDLs) and high-level synthesis tools 
3. Design modular and robust, reusable modules, and construct correctness 
4. Analyze designs under space and time constraints 
5. Describe the basis for design verification and testability 
6. Use CAD tools to design multi-person projects on millions of gates of FPGAs 

 
247-320 การออกแบบวงจรรวมดิจิทัลอาเอฟ 3 ((3)-0-6) 
 Design of Digital RF Integrated Circuits  
 รายวิชาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่มี 
 เทคนิคดิจิทลัส าหรับเคร่ืองสังเคราะห์และเคร่ืองส่งสัญญาณความถี่วิทยุ (RF) เทคนิคที่เน้นดิจิทลัส าหรับ
เคร่ืองรับ ดิจิทลัที่น าไปใชก้บัวงจร RF เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและการใชพ้ลังงาน แนวคิดพื้นฐานของแนวทาง RF 
ดิจิทลัและสถาปัตยกรรมเคร่ืองรับส่งสัญญาณ RF สมยัใหม่ 
 Digital techniques to radio frequency (RF) synthesizers and transmitters; Digitally intensive techniques to 
receivers; digital assistance applied to RF circuits to improve performance and power consumption; basic concepts of the 
digital RF approach and new RF transceiver architecture 

ผูเ้รียนสามารถ  
1. แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมของความมีวินยั 
2. อธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกบัเทคนิคดิจิทลัส าหรับเคร่ืองสังเคราะห์และเคร่ืองส่งสัญญาณความถี่วิทย ุ(RF) ได ้
3. ออกแบบโดยใชดิ้จิทลัที่น าไปใชก้บัวงจร RF เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและการใชพ้ลงังานได ้
4. อธิบายพื้นฐานของแนวทาง RF ดิจิทลัและสถาปัตยกรรมเคร่ืองรับส่งสัญญาณ RF สมยัใหม่ได ้
Students are able to 



1. Show disciplined behavior 
2. Describe in detail digital techniques for radio frequency (RF) synthesizers and transmitters 
3. Design using digital technique in RF circuits to improve efficiency and power consumption 
4. Describe the fundamentals of digital RF approaches and modern RF transceiver architectures 

 
247-321 การตรวจสอบการออกแบบวีแอลเอสไอ 3 ((3)-0-6) 
 VLSI Design Verification  
 รายวิชาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่มี 
 วิธีการตรวจสอบส าหรับการออกแบบ VLSI รวมถึงการตรวจสอบอย่างเป็นทางการ การตรวจสอบการ
ท างาน การตรวจสอบตามการยนืยนั การตรวจสอบตามการครอบคลุม 
 Verification methods for VLSI design including formal verification, functional verification, assertion-based 
verification, coverage-driven verification 

ผูเ้รียนสามารถ  
1. แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมของความมีวินยั 
2. อธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกบัการตรวจสอบการออกแบบวีแอลเอสไอได้ 
3. ท  าการตรวจสอบดว้ยโมเดลคณิตศาสตร์ การตรวจสอบการท างาน การตรวจสอบตามการยนืยนัได้ 
4. อธิบายการตรวจสอบตามการครอบคลุมได ้
Students are able to 
1. Show disciplined behavior 
2. Explain in detail about VLSI design verification 
3. Perform formal verification, functional verification, and assertion-based verification 
4. Explain coverage-driven verification 

 
247-322 กระบวนการออกแบบทางกายภาพของวงจรรวม 3 ((3)-0-6) 
 Integrated-Circuit Physical Design Methodologies  
 รายวิชาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่มี 
 กระบวนการผลิตไอซี การเลยเ์อาต์พื้นฐานของวงจรรวม เทคนิคการจับคู่ การวางผงัชิป การจัดเส้นทาง
จ่ายไฟ เครือข่ายการกระจายสัญญาณนาฬิกา ผลกระทบของสายส่ง การจบัคู่อิมพีแดนซ์ ผลกระทบจากความเครียด แรงดนั
ตก-IR การพิจารณาการคายประจุไฟฟ้าสถิตและแลทชอ์พั การแยก การเลยเ์อาตใ์นทางปฏิบติั 
 IC fabrication process; basic layout of integrated circuits; matching techniques; chip floorplaning; supply 
routing; clock distribution network; transmission line effects; impedance matching; stress impact; IR-drops; ESD & latch-
up considerations; isolation; practical layout  

ผูเ้รียนสามารถ  
1. แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมของความมีวินยั 
2. อธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกบักระบวนการออกแบบทางกายภาพของวงจรรวมได้ 
3. อธิบายเทคนิคการวางผงัชิป การจดัเส้นทางจ่ายไฟ เครือข่ายการกระจายสัญญาณนาฬิกาได ้
4. อธิบายผลกระทบของสายส่ง การจบัคู่อิมพีแดนซ์ ผลกระทบจากความเครียด การลดสัญญาณ IR ได ้
5. ปฎิบติัการเลยเ์อาทใ์นทางปฏิบติัดว้ย CAD 



Students are able to 
1. Show disciplined behavior 
2. Explain in detail the physical design process of an integrated circuit 
3. Explain techniques for chip layout, power routing, and clock distribution networks 
4. Explain the effects of transmission lines, impedance matching, stress effects, and IR-drops 
5. Perform practical layout using CAD 

 
247-323 อินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง 3 ((3)-0-6) 
 Internet of Things  
 รายวิชาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่มี 
 ส่วนประกอบและสถาปัตยกรรมของ IoT ระบบฝังตวั ซอฟตแ์วร์ฝังตวั อินเทอร์เฟซการส่ือสารส าหรับระบบ
ฝังตวั การส่ือสารระหว่างเคร่ือง แอปพลิเคชนั IoT และกรณีศึกษา การออกแบบและพฒันาแอปพลิเคชนั IoT 
 Components and architecture of IoT; embedded system; embedded software; communication interfaces for 
embedded systems; machine to machine communication; IoT applications and case studies; design and development of IoT 
application 

ผูเ้รียนสามารถ  
1. แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมของความมีวินยั 
2. อธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกบัส่วนประกอบและสถาปัตยกรรมของ IoT ระบบฝังตวัได ้
3. อธิบายซอฟตแ์วร์ฝังตวั อินเทอร์เฟซการส่ือสารส าหรับระบบฝังตวั การส่ือสารระหว่างเคร่ืองได้ 
4. พฒันาแอปพลิเคชนั IoT และกรณีศึกษา การออกแบบและพฒันาแอปพลิเคชนั IoTได ้
Students are able to 
1. Show disciplined behavior 
2. Explain in detail the components and architecture of IoT embedded systems 
3. Explain embedded software, communication interfaces for embedded systems, machine-to-machine  
    communication 
4. Develop IoT applications and case studies, design and develop IoT applications 

 
247-324 ทฤษฎีสนามแม่เหล็กไฟฟ้าส าหรับการประยุกต์ด้านการตรวจวัดแบบชาญฉลาด 3 ((3)-0-6) 
 Electromagnetic Field Theory for Smart Sensing Applications  
 รายวิชาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่มี 
 การประยุกต์ใช้ทฤษฎีสนามแม่เหล็กไฟฟ้าส าหรับการตรวจจับอจัฉริยะในอุตสาหกรรมและการแพทย์ 
สมการของแมกซ์เวลล์ สนามท่ีข้ึนกบัเวลา: การแพร่กระจายคลื่นระนาบ ลกัษณะเฉพาะ และการไหลของพลงังาน การ
แกปั้ญหาค่าขอบเขตส าหรับสนามฮาร์โมนิกตามเวลา 
 Applications of electromagnetic field theory for smart industrial and medical sensing; Maxwell’s equations; 
time-dependent fields: plane wave propagation, characteristics, and power flow; solution of boundary-value problems for 
time-harmonic fields 

ผูเ้รียนสามารถ  
1. แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมของความมีวินยั 



2. อธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกบัทฤษฎีสนามแม่เหลก็ไฟฟ้าส าหรับการประยกุตด์า้นการตรวจวดัแบบชาญฉลาดได ้
3. อธิบายสมการของแมกซ์เวลล ์สนามท่ีข้ึนกบัเวลา: การแพร่กระจายคลื่นระนาบ ลกัษณะเฉพาะ และการ 

                            ไหลของพลงังานได ้
4.แกปั้ญหาค่าขอบเขตส าหรับสนามฮาร์โมนิกตามเวลาได ้
5. อธิบายการประยกุตใ์ชส้ าหรับการตรวจจบัอจัฉริยะในอุตสาหกรรมและการแพทย์ 
Students are able to 
1. Show disciplined behavior  
2. Explain in detail the electromagnetic field theory for smart sensing applications 
3. Explain Maxwell's equations, time-dependent fields: plane wave propagation, characteristics, and energy flow 
4. Solve boundary value problems for time-dependent harmonic fields 
5. Explain applications for smart sensing in industry and medicine 

 
247-325 แมชชีนเลินน่ิง 3 ((3)-0-6) 
 Machine Learning  
 รายวิชาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่มี 
 การแนะน าการเรียนรู้ของเคร่ือง คณิตศาสตร์และสถิติส าหรับการเรียนรู้ของเคร่ือง การประมวลผลขอ้มูล 
โมเดลการเรียนรู้ของเคร่ืองต่างๆ ทั้งแบบมีผูดู้แลและแบบไม่มีผูดู้แล เช่น การถดถอย การจ าแนก การจัดกลุ่ม โมเดลการ
เรียนรู้แบบเสริมแรง 
 Introduction of machine learning; mathematics and statistics for machine learning; data processing; various 
machine learning models both supervise and unsupervised learning e.g. regression, classification, clustering, reinforcement 
learning models 

ผูเ้รียนสามารถ  
1. แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมของความมีวินยั 
2. อธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกบัการเรียนรู้ของเคร่ือง คณิตศาสตร์และสถิติส าหรับการเรียนรู้ของเคร่ืองได้ 
3. อธิบายการประมวลผลขอ้มูล โมเดลการเรียนรู้ของเคร่ืองต่างๆ ทั้งแบบมีผูดู้แลและแบบไม่มีผูดู้แล ได ้
4. ประยกุตใ์ช ้การถดถอย การจ าแนก การจดักลุ่ม โมเดลการเรียนรู้แบบเสริมแรงกบัชุดขอ้มูลกรณีศึกษาได้ 
Students are able to 
1. Show disciplined behavior 
2. Explain in detail about machine learning, mathematics and statistics for machine learning 
3. Explain data processing, supervised and unsupervised machine learning models 
4. Apply regression, classification, clustering, reinforcement learning models to case study data sets 

 
247-328 หัวข้อเลือกสรรด้านการออกแบบวงจรรวม 3 ((3)-0-6) 
 Selected Topics in Integrated Circuit Design  
 รายวิชาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่มี 
 ศึกษาหวัขอ้ที่เลือกในสาขาการออกแบบวงจรรวม 
 Study in selected topic in integrated circuit design 

ผูเ้รียนสามารถ  



1. แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมของความมีวินยั 
2. อธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกบัหวัขอ้ที่เลือกในสาขาการออกแบบวงจรรวมได้ 
3. อธิบายเทคนิคการออกแบบในหวัขอ้ที่เลือกในสาขาการออกแบบวงจรรวมได้ 
4. ท  าการสร้างและออกแบบในหวัขอ้ที่เลือกในสาขาการออกแบบวงจรรวมได้ 
Students are able to 
1. Show disciplined behavior 
2. Explain in detail the selected topic in integrated circuit design 
3. Explain design techniques in selected topic in integrated circuit design  
4. Create and design in selected topic in integrated circuit design 

 
247-329 หัวข้อพิเศษด้านการออกแบบวงจรรวม 3 ((3)-0-6) 
 Special Topics in Integrated Circuit Design  
 รายวิชาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่มี 
 การศึกษาคน้ควา้ทางดา้นการออกแบบวงจรรวมระดบัปริญญาตรีและเรียบเรียงเป็นรายงาน 
 Study and research in integrated circuit design at the bachelor's degree levels and compiled into a written report 

ผูเ้รียนสามารถ  
1. แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมของความมีวินยั 
2. อธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกบัการศึกษาหวัขอ้พิเศษดา้นการออกแบบวงจรรวมได้ 
3. อธิบายเทคนิคการออกแบบในหวัขอ้ที่ท  าการศึกษาหวัขอ้พิเศษดา้นการออกแบบวงจรรวมได้ 
4. ท  าการสร้างและออกแบบในหวัขอ้พิเศษดา้นการออกแบบวงจรรวมได ้
Students are able to 
1. Show disciplined behavior 
2. Explain in detail about the study of special topics in integrated circuit design 
3. Explain design techniques in the topic of studying special topics in integrated circuit design 
4. Create and design in special topics in integrated circuit design 

 
- กลุ่มวิชาเลือกแขนงวิชาการประกอบและทดสอบเซมิคอนดักเตอร์  
247-354 ปัญญาประดิษฐ์เบ้ืองต้น 3 ((3)-0-6) 
 Introduction to Artificial Intelligence  
 รายวิชาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่มี 
 แนวคิดพื้นฐานและหลกัการทางคณิตศาสตร์ส าหรับปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการเรียนรู้ของเคร่ือง (ML) 
การเรียนรู้เชิงลึก (DL) อัลกอริทึมการเรียนรู้ของเคร่ืองจักร เครือข่ายประสาท ภาษาการเขียนโปรแกรม: Python และ 
TensorFlow 
 Fundamental concepts and mathematical principles for artificial intelligence (AI) and machine learning 
(ML); deep learning (DL); machine learning algorithms; neural networks; programming languages: Python and TensorFlow 

ผูเ้รียนสามารถ 
1. ส่งงานที่ไดรั้บมอบหมายตรงเวลา 
2. อธิบายคณิตศาสตร์ที่ท  าใหอ้ลักอริทึมการเรียนรู้ของเคร่ืองท างานได ้



3. อธิบายแนวคิดและอลักอริทึมการเรียนรู้ของเคร่ืองพื้นฐาน และการน าไปใชง้าน 
4. แยกแยะระหว่างเทคนิคการเรียนรู้แบบมีผูดู้แลและไม่มีผูดู้แล และเลือกอลักอริทึมที่เหมาะสมส าหรับ  

                             สถานการณ์ต่างๆ 
5. ใชต้วัช้ีวดัการประเมินท่ีเหมาะสมเพื่อประเมินประสิทธิภาพของโมเดล 
6. อธิบายจุดแขง็และขอ้จ ากดัของวิธีการเรียนรู้ของเคร่ืองที่เป็นที่รู้จกั และเรียนรู้วิธีวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อระบุแนวโนม้ 
Students are able to 
1. Show disciplined behavior 
2. Explain math that makes machine learning algorithms work 
3. Explain fundamental machine learning concepts and algorithms, and their implementation 
4. Differentiate between supervised and unsupervised learning techniques and select appropriate algorithms  

                             for different scenarios 
5. Employ appropriate evaluation metrics to assess the performance of the models 
6. Explain the strengths and limitations of well-known machine learning methods and learn how to analyze  

                            data to identify trend 
 

247-356 ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ 3 ((3)-0-6) 
 Optoelectronics  
 รายวิชาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่มี 
 คุณสมบติัของคลื่นแสง แถบความถี่ของคลื่นแสง โครงสร้างและหลกัการท างานของอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์
ทางแสง ไดโอดเปล่งแสง โฟโตไ้ดโอด โฟโตท้รานซิสเตอร์ เลเซอร์ไดโอด วงจรขบัและควบคุม แหล่งจ่ายแรงดนัไฟฟ้า
กระแสตรงส าหรับอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ทางแสง 
 Properties of light waves; frequency bands of light waves; structure and working principle of optical 
electronic devices: light emitting diodes, photodiodes, phototransistors, laser diodes; driving and control circuits; DC 
voltage sources for optical electronic devices 

ผูเ้รียนสามารถ 
1. ส่งงานที่ไดรั้บมอบหมายตรงเวลา 
2. อธิบายคุณสมบติัของคลื่นแสง แถบความถี่ของคลื่นแสง 
3. อธิบายทฤษฏีโครงสร้างและหลกัการท างานของอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ทางแสง 
4. อธิบายการไบแอสของไดโอดเปล่งแสง โฟโตท้รานซิสเตอร์ และเลเซอร์ไดโอด 
5. ออกแบบวงจรขบัและควบคุมส าหรับอุปกรณ์ทางแสงและแหล่งจ่ายแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงส าหรับ  

                             อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ทางแสง 
Students are able to 
1. Show disciplined behavior 
2. Explain the properties of light waves, the frequency bands of light waves 
3. Explain the theory of the structure and working principles of optical electronic devices 
4. Explain the biasing of light-emitting diodes, phototransistors and laser diodes 
5. Design drive and control circuits for optical devices and DC voltage sources for optical electronic devices 
 



247-358 การผลิตแผ่นวงจรพิมพ์เบ้ืองต้น 3 ((3)-0-6) 
 Introduction to PCB Manufacturing  
 รายวิชาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่มี 
 การผลิตพื้นผิว กระบวนการลิโธกราฟีพื้นผิว การผลิตชั้นบน กระบวนการอดั กระบวนการเจาะ กระบวนการ
ทองแดงทางเคมี กระบวนการทองแดงรอง การฝังและการตดั การวิเคราะห์ตวัอยา่ง การฝึกอบรมภาคปฏิบติั 
 Substrate production; substrate lithography process; upper layer production; pressing process; drilling 
process; chemical copper process; secondary copper process; embedding and slicing; sample analysis practical training 

ผูเ้รียนสามารถ 
1. ส่งงานที่ไดรั้บมอบหมายตรงเวลา 
2. อธิบายกระบวนการผลิตแผ่นวงจรพิมพเ์บ้ืองตน้ได ้
3. อธิบายคุณสมบติัของวสัดุที่ใชแ้ละการเตรียมการในการผลิตแผ่นพิมพว์งจรได ้
4. อธิบายกระบวนการทางเคมี ทางกล และการวิเคราะห์ตวัอยา่งได ้
5. ฝึกอบรมภาคปฏิบติัเกี่ยวกบักระบวนการผลิตแผ่นวงจรพิมพเ์บ้ืองตน้ 
Students are able to 
1. Show disciplined behavior 
2. Explain the basic manufacturing process of printed circuit boards 
3. Explain the properties of materials used and preparation for manufacturing printed circuit boards 
4. Explain chemical, mechanical, and sample analysis processes 
5. Conduct practical training on the basic manufacturing process of printed circuit boards 

 
247-359 การวิจัยด าเนินงาน 3 ((3)-0-6) 
 Operations Research  
 รายวิชาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่มี 
 แนวทางของการวิจยัด  าเนินงาน ในการแกปั้ญหางานดา้นอุตสาหกรรม แบบจ าลองปัญหา การสร้างและหา
ผลลพัธ์ของแบบจ าลองของปัญหา ปัญหาการโปรแกรมเชิงเส้นตรง ปัญหาทางดา้นการขนส่ง ปัญหาการมอบหมายงาน 
แบบจ าลองของระบบพสัดุคงคลงัเบ้ืองตน้ ทฤษฎีเกม ทฤษฎีแถวคอย ทฤษฏีการตดัสินใจ การวิเคราะห์โครงข่าย และเทคนิค
การจ าลองแบบปัญหา การวิเคราะห์หาผลลพัธ์ที่เหมาะสมดว้ยคอมพิวเตอร์ 
 Methods of operations research in solving industrial problem; problem models; creating and finding problem 
models, linear programming problems, transportation problems, task assignment problems; basic inventory system models, 
game theory, queuing theory, decision theory, network analysis and problem simulation techniques; computer-aided 
analysis of appropriate outcomes 

ผูเ้รียนสามารถ 
1. อธิบายหลกัการ และวิธีการต่างๆ ของการวิจยัด  าเนินงาน  
2. วิเคราะห์ปัญหา และสร้างตวัแบบทางคณิตศาสตร์จากปัญหาไดต้รงกบัความจริง  
3. แกปั้ญหาโดยใชห้ลกัการและวิธีการต่างๆ ของการวิจยัด  าเนินงาน เพื่อการวางแผนและการตดัสินใจ  
4. ปฏิบติังานเป็นทีมร่วมกบัผูอ้ื่นได ้
5. ประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในการแกป้้ญหา   
Students are able to 



1. Explain the principles and methods of operations research 
2. Analyze problems and create mathematical models from problems that are true to reality 
3. Solve problems using principles and methods of operations research for planning and decision-making 
4. Work as a team with others 
5. Apply ready-made programs to solve problems 

 
247-360 วิทยาการข้อมูลเบ้ืองต้น 3 ((3)-0-6) 
 Introduction to Data Science  
 รายวิชาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่มี 
 ภาพรวมของวิทยาการขอ้มูล การเตรียมขอ้มูล การวิเคราะห์เชิงพรรณนา การวิเคราะห์เชิงพยากรณ์ การ
วิเคราะห์เชิงวางเง่ือนไข ภาษาการเขียนโปรแกรม: Python และ R ประเดน็ทา้ทายในวิทยาการขอ้มูล 
 Overview of data science; data preparation; descriptive analysis; predictive analysis; prescriptive analysis; 
programming languages: Python and R; challenging issues in data science 

ผูเ้รียนสามารถ 
1. ส่งงานที่ไดรั้บมอบหมายตรงเวลา 
2. อธิบายภาพรวมเกี่ยวกบัวิทยาการขอ้มูลเบ้ืองตน้ได ้
3. อธิบายกระบวนการและเคร่ืองมือ ของการศึกษาวิทยาศาสตร์ขอ้มูลได้ 
4. น าผลการวิเคราะห์ ดว้ยกระบวนการวิทยาศาสตร์ขอ้มูล  ไปใชใ้นการปฏิบติังานได้ 
Students are able to 
1. Show disciplined behavior 
2. Explain the basic overview of data science 
3. Explain the process and tools of studying data science 
4. Apply the results of analysis using the data science process to work 

 
247-361 การออกแบบแผ่นวงจรพิมพ์ 3 ((3)-0-6) 
 PCB Design  
 รายวิชาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่มี 
 บทน าเกี่ยวกบัการออกแบบแผงวงจรพิมพ์(PCB) แผนผงัวงจรและไลบรารี การจัดวาง PCB การจัดการ
เส้นทางและรวมสัญญาณพื้นฐาน ซอฟตแ์วร์ออกแบบ PCB 
 Introduction to PCB (Printed Circuit Board) design; schematics and libraires; PCB layout; routing and basic 
signal integrity; PCB design software 

ผูเ้รียนสามารถ 
1. ส่งงานที่ไดรั้บมอบหมายตรงเวลา 
2. อธิบายขั้นตอนการออกแบบแผงวงจรพิมพ ์ (PCB) แผนผงัวงจรและไลบรารี การจดัวาง PCB การจดัการ 

                             เส้นทางและรวมสัญญาณพื้นฐาน 
3. ออกแบบ PCB ที่เรียบง่ายและเตรียมพร้อมที่จะกา้วหนา้ไปสู่หลกัสูตรการออกแบบและการผลิตแผงวงจร 

                            ระดบัอุตสาหกรรม 
Students are able to 



1. Show disciplined behavior 
2.  Explain the design process of printed circuit board (PCB) control system, circuit diagram and PCB trace  

                             library, verify routing and integrate basic signals  
3. Design simple PCBs and be prepared to advance to industry-level circuit board design and manufacturing courses 

 
247-362 ระบบกลไฟฟ้าไมโครเบ้ืองต้น 3 ((3)-0-6) 
 Introduction to Microelectromechanical Systems  
 รายวิชาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่มี 
 บทน าสู่ระบบไมโครอิเลก็โตรแมคคานิกส์ (MEMS) ไมโครแมชชีน MEMS เทคนิคกระบวนการไมโครแมค
คานิกส์: ไมโครแมชชีนฐาน ไมโครแมชชีนพื้นผิว การกดัแห้ง การกดัไอออนปฏิกิริยาเชิงลึก เทคนิคการเช่ือมเวเฟอร์ 
ซิลิกอนบนฉนวน การเช่ือมติด: กรณีศึกษา 
 Introduction to microelectromechanical systems (MEMS); micromachines MEMS; micromechanical 
processing techniques: bulk micromachining, surface micromachining, dry etching, deep reactive ion etching, wafer 
bonding techniques, silicon on insulator, bonding: case studies 

ผูเ้รียนสามารถ 
1. ส่งงานที่ไดรั้บมอบหมายตรงเวลา 
2. อธิบายระบบไมโครอิเลก็โตรแมคคานิกส์ (MEMS) ได ้
3. อธิบายการประยกุตใ์ช ้MEMS เป็นเซ็นเซอร์และแอคทูเอเตอร์ 
4. ฝึกอบรมภาคปฏิบติัเกี่ยวกบัระบบไมโครอิเลก็โตรแมคคานิกส์ 
Students are able to 
1. Show disciplined behavior 
2. Explain the Microelectromechanical Systems (MEMS) system 
3. Explain applications of MEMS as sensors and actuators 
4. Conduct practical training on Microelectromechanical Systems 

 
247-363 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ส าหรับอุตสาหกรรม 3 ((3)-0-6) 
 Computer Network for Industry  
 รายวิชาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่มี 
 แนะน าระบบเครือข่ายส่ือสารขอ้มูล สถาปัตยกรรมเครือข่ายแบบเป็นชั้น โพรโทคอลแบบจุดถึงจุด และการ
เช่ือมโยง ตวัแบบเวลาหน่วงส าหรับเครือข่ายขอ้มูล การควบคุมการเขา้ถึงตวักลาง การควบคุมการไหล ของกลุ่มขอ้มูล การ
ควบคุมความผิดพลาด เครือข่ายเฉพาะท่ี เครือข่ายสวิตชิง การจัดเส้นทางในเครือข่ายข้อมูล ความมัน่คงของเครือข่าย 
สถาปัตยกรรมและระบบเครือข่ายแบบกลุ่มเมฆ มาตรฐานการส่ือสาร 
 Introduction to data communications and networks; layered network architecture; point-to-point protocols 
and links; delay models in data networks; medium access control; flow control; error control; local area network; switching 
network; routing in data networks; network security; cloud network, architecture and system; communication standards 

ผูเ้รียนสามารถ 
1. ส่งงานที่ไดรั้บมอบหมายตรงเวลา 
2. อธิบายทฤษฎีและสถาปัตยกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ส าหรับอุตสาหกรรมได ้



3. อธิบายโพรโทคอลแบบจุดถึงจุด และการเช่ือมโยง ตวัแบบเวลาหน่วงส าหรับเครือข่ายขอ้มูลได้ 
4.อธิบายการควบคุมการเขา้ถึงตวักลาง การควบคุมการไหล ของกลุ่มขอ้มูล การควบคุมความผิดพลาดได ้
5.อธิบายเครือข่ายสวิตชิง การจดัเส้นทางในเครือข่ายขอ้มูล ความมัน่คงของเครือข่ายได ้
6. อธิบายสถาปัตยกรรมและระบบเครือข่ายแบบกลุ่มเมฆได ้
7. อธิบายมาตรฐานการส่ือสารต่าง ๆ ได ้
8. ฝึกอบรมภาคปฏิบติัเกี่ยวกบัระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ส าหรับอุตสาหกรรม 
Students are able to 
1. Show disciplined behavior 
2. Explain theories and architectures of computer networks for industry 
3. Explain point-to-point and link protocols, latency models for data networks 
4. Explain access control, flow control, error control 
5. Explain switching networks, routing in data networks, network security 
6. Explain cloud network architecture and systems 
7. Explain various communication standards 
8. Practical training on computer networks for industry 

 
247-364 ตัวควบคุมโลจิกโปรแกรมได้ 3 ((3)-0-6) 
 Programmable Logic Controller  
 รายวิชาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่มี 
 ฮาร์ดแวร์ของตัวควบคุมเชิงตรรกะชนิดโปรแกรมได้ ภาษาของพีแอลซี หลักการเขียนโปรแกรม การ
วิเคราะห์ความผิดปกติท่ีเกิดข้ึน ฟังกช์นับลอ็กมาตรฐาน แอนะลอ็กและดิจิทลัเซ็นเซอร์ การประยกุตใ์ชง้านพีแอลซี เครือข่าย
การส่ือสารของพีแอลซี 
 Hardware of programmable logic controller (PLC); PLC languages; principles of PLC programming; error 
diagnostics; standard function blocks; analog/digital sensors; applications of PLC; PLC communication networks 

ผูเ้รียนสามารถ 
1. ส่งงานที่ไดรั้บมอบหมายตรงเวลา 
2. อธิบายหลกัการเขียนโปรแกรมเพื่อใชง้านตวัควบคุมโลจิกโปรแกรมได ้(พีแอลซี) ได้ 
3. อธิบายการวิเคราะห์ความผิดปกติท่ีเกิดข้ึนได ้
4. อธิบายฟังกช์นับลอ็กมาตรฐาน แอนะลอ็กและดิจิทลัเซ็นเซอร์ ได้ 
5. ประยกุตใ์ชง้านพีแอลซี เครือข่ายการส่ือสารของพีแอลซี 
Students are able to 
1. Show disciplined behavior 
2. Explain the principles of programming to use a programmable logic controller (PLC) 
3. Explain the analysis of possible malfunctions 
4. Explain standard function blocks, analog and digital sensors 
5. Apply PLC, PLC communication networks 

 
 



247-365 หัวข้อเลือกสรรด้านการประกอบและทดสอบ 3 ((3)-0-6) 
 Selected Topics in Assembly and Testing  
 รายวิชาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่มี 
 ศึกษาหวัขอ้ที่เลือกในการประกอบและการทดสอบเซมิคอนดกัเตอร์ 
 Study in selected topic in semiconductor assembly and testing 

ผูเ้รียนสามารถ  
1. แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมของความมีวินยั 
2. อธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกบัหวัขอ้ที่เลือกในการประกอบและการทดสอบเซมิคอนดกัเตอร์ได้ 
3. อธิบายเทคนิคการออกแบบในหวัขอ้ที่เลือกในสาขาการประกอบและการทดสอบเซมิคอนดกัเตอร์ได ้
4. ท  าการสร้างและออกแบบในหวัขอ้ที่เลือกในสาขาการประกอบและการทดสอบเซมิคอนดกัเตอร์ได้ 
Students are able to 
1. Show disciplined behavior 
2. Explain in detail the selected topic in semiconductor assembly and testing 
3. Explain design techniques in selected topic in semiconductor assembly and testing 
4. Create and design in selected topic in semiconductor assembly and testing 

 
247-366 หัวข้อพิเศษด้านการประกอบและทดสอบ 3 ((3)-0-6) 
 Special Topics in Assembly and Testing  
 รายวิชาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่มี 

หวัขอ้เฉพาะดา้นเทคโนโลยขีั้นสูงท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการประกอบและการทดสอบไอซี 
Special topics of advanced technology related to IC assembly and testing 
ผูเ้รียนสามารถ  
1. แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมของความมีวินยั 
2. อธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกบัการศึกษาหวัขอ้พิเศษดา้นการประกอบและการทดสอบไอซีได ้
3. อธิบายเทคนิคการออกแบบในหวัขอ้ที่ท  าการศึกษาหวัขอ้พิเศษดา้นการประกอบและการทดสอบไอซีด้ 
4. ท  าการสร้างและออกแบบในหวัขอ้พิเศษดา้นการประกอบและการทดสอบไอซีได้ 
Students are able to 
1. Show disciplined behavior 
2. Explain in detail about the study of special topics in IC assembly and testing 
3. Explain design techniques in the topic of studying special topics in IC assembly and testing 
4. Create and design in special topics in IC assembly and testing 

 
- กลุ่มวิชาเลือกแขนงวิชาการผลิตเซมิคอนดักเตอร์  
332-388 หัวข้อเลือกสรรด้านการผลิตวงจรรวม 3 ((3)-0-6) 
 Selected Topics in IC Fabrication  
 รายวิชาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่มี 

หวัขอ้ท่ีเลือกเกี่ยวกบัเทคโนโลยขีั้นสูงหรือการประยกุตใ์ชท่ี้เกี่ยวขอ้งกบัการผลิต IC  ในวิศวกรรมเซมิคอนดกัเตอร์ 
Selected topics of advanced technology or applications related to IC fabrication in semiconductor engineering 



ผูเ้รียนสามารถ  
1. แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมของความมีวินยั 
2. อธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกบัหวัขอ้ที่เลือกในการผลิตวงจรรวมในวิศวกรรมเซมิคอนดักเตอร์ได ้
3. อธิบายเทคนิคการออกแบบในหวัขอ้ที่เลือกในสาขาการผลิตวงจรรวมในวิศวกรรมเซมิคอนดกัเตอร์ได้ 
4. ท  าการสร้างและออกแบบในหวัขอ้ที่เลือกในสาขาการผลิตวงจรรวมได้ 
Students are able to 
1. Show disciplined behavior 
2. Explain in detail the selected topic in IC fabrication in semiconductor engineering 
3. Explain design techniques in selected topic in IC fabrication in semiconductor engineering 
4. Create and design in selected topic in sIC fabrication in semiconductor engineering 

 
332-389 หัวข้อพิเศษด้านการผลิตวงจรรวม 3 ((3)-0-6) 
 Special Topics in IC Fabrication  
 รายวิชาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่มี 
 หวัขอ้เฉพาะดา้นเทคโนโลยขีั้นสูงหรือการใชง้านท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการผลิตไอซีในวิศวกรรมเซมิคอนดกัเตอร์ 
 Special topics of advanced technology or applications related to IC fabrication in semiconductor engineering 

ผูเ้รียนสามารถ  
1. แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมของความมีวินยั 
2. อธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกบัการศึกษาหวัขอ้พิเศษดา้นการผลิตไอซีในวิศวกรรมเซมิคอนดกัเตอร์ได้ 
3. อธิบายเทคนิคการออกแบบในหัวขอ้ที่ท  าการศึกษาหวัขอ้พิเศษดา้นการผลิตไอซีในวิศวกรรมเซมิคอนดกัเตอร์ได ้
4. ท  าการสร้างและออกแบบในหวัขอ้พิเศษดา้นการผลิตไอซีในวิศวกรรมเซมิคอนดกัเตอร์ได้ 
Students are able to 
1. Show disciplined behavior 
2. Explain in detail about the study of special topics in  IC fabrication in semiconductor engineering 
3. Explain design techniques in the topic of studying special topics in IC fabrication in semiconductor engineering 
4. Create and design in special topics in IC fabrication in semiconductor engineering 

 
ค. หมวดวิชาการฝึกประสบการณ์ 
247-401 โครงงานทางวิศวกรรมเซมิคอนดักเตอร์ 6 (0-18-0) 
 Semiconductor Engineering Project  
 รายวิชาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่มี 

โครงงานที่น่าสนใจในเชิงปฏิบติัในสาขาการออกแบบวงจรรวม การประกอบและการทดสอบ และการ
ประดิษฐ์ 

Project of practical interest in fields of integrated circuits design, assembly and tests, and fabrications 
ผูเ้รียนสามารถ  
1. วิเคราะห์ปัญหา ระบุแนวทางการแกปั้ญหาที่ผ่านมาและเช่ือมโยงความส าคญักบัโครงงานไดอ้ยา่งชดัเจน 
2. ระบุวตัถุประสงค์หลักและรองในการท าโครงงาน ผลลพัธ์และเป้าหมายในการท าโครงงาน ไดอ้ย่าง  

                            ครบถว้น ชดัเจน 



3. แสดงภาพ บล็อกไดอะแกรม ระบุส่วนประกอบต่าง ๆ ของโครงงาน อธิบายไดอ้ย่างเขา้ใจและชดัเจน  
                              พร้อมทั้งระบุความรู้และทฤษฎีท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการท าโครงงานไดอ้ยา่งครบถว้น 

4. ระบุขอบเขต ขอ้ก  าหนดและขอ้จ ากดัของโครงงานไดอ้ยา่งครบถว้น ชดัเจน 
5. เขียนขั้นตอนการด าเนินงานตั้งแต่ตน้จนจบโครงงานไดอ้ยา่งครบถว้น ชดัเจน และมีแผนการด าเนินงาน 

                             โครงงานอยา่งละเอียด ชดัเจน 
6. น าเสนอผลงานท่ีมีความถูกตอ้ง อ่านและเขา้ใจง่าย แสดงส่ิงท่ีน าเสนอไดอ้ยา่งน่าสนใจ และตอบค าถาม 

                             ไดช้ดัเจน ตรงประเดน็ 
Students are able to 
1. Analyze the problem, identify the direction of response and link the importance to the project directly 
2 .  Identify the main and secondary structures of the project, results and goals to completely and clearly  

                             respond to the work structure  
3. Show a block diagram, identify the various components of the project, explain clearly and understandably  

                            in the part that specifies the knowledge and theory of doing the project completely  
4. Specify the scope of the effort and limitations of the project completely and clearly 
5. Write the steps of the system from the beginning to the end of the work structure completely and clearly   
6 .  Present work that is accurate, easy to read and understand, presents what is presented in an interesting  

                             way, and answers questions clearly and to the point 
 

247-402 สหกิจศึกษา 6 (0-36-0) 
 Co-Operative Education  
 รายวิชาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่มี 

การฝึกอบรมในงานเป็นพนกังานชัว่คราวเพื่อรับประสบการณ์จากอุตสาหกรรมการผลิตเซมิคอนดกัเตอร์ 
On the job training as a temporary employee in order to get experience from the semiconductor 

manufacturing industry 
ผูเ้รียนสามารถ  
1. ปฏิบติัตามกฎระเบียบขอ้บงัครับของสถานประกอบการได ้
2. ออกแบบระบบเพื่อแกไ้ขปัญหาที่ไดรั้บจากสถานประกอบการได ้
3. ส่ือสารเกี่ยวกบังานทางวิศวกรรมใหผู้ร่้วมงานได ้
4. ปฏิบัติงานด้านออกแบบวงจรรวม หรือด้านการประกอบอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ หรือการทดสอบ 

                             อุปกรณ์เซมิคอนดกัเตอร์ หรือการผลิตช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ หรือดา้นดูแลกระบวนการผลิตเซมิคอนดกั 
                             เตอร์ ในสถานประกอบการไดส้ าเร็จลุล่วงตามที่ไดรั้บมอบหมาย  

5. ท  างานเป็นกลุ่มได ้
Students are able to 
1. Obey the rule and regulation of the internship organization 
2. Design the system to solve the problem proposed by the internship organization 
3. Communicate the engineering work to the co-worker correctly 



4 .  Perform work in integrated circuit design, semiconductor assembly, semiconductor testing, electronic  
                             component manufacturing, or semiconductor production process supervision in the workplace  
                            successfully as assigned 

5. Work in a team environment 
 
247-403 การศึกษาต่างประเทศ 6 ((6)-0-12) 
 Study Abroad  
 รายวิชาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่มี 

ความรู้ดา้นเซมิคอนดกัเตอร์ ที่ไดรั้บจากมหาวิทยาลยัหรือสถาบนัในต่างประเทศ  เทียบเท่าหน่วยกิตตาม
ขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยั 

Knowledge in semiconductors taken in overseas universities or institutes.  Credit equivalence according to 
the University Consortium regulation 

ผูเ้รียนสามารถ  
1. แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมของความมีวินยั 
2. อธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกบัการศึกษาความรู้ดา้นเซมิคอนดกัเตอร์ ที่ไดรั้บจากมหาวิทยาลยัหรือสถาบนัใน 

                            ต่างประเทศได ้
3. อธิบายเทคนิคการออกแบบในหัวข้อที่ท  าการศึกษาความรู้ด้านการเซมิคอนดักเตอร์ ที่ได้รับ จาก 

                              มหาวิทยาลยัหรือสถาบนัในต่างประเทศได ้
4.  ท  าการสร้างและออกแบบตามความรู้ดา้นเซมิคอนดกัเตอร์ ที่ไดรั้บจากมหาวิทยาลยัหรือสถาบันใน  

                              ต่างประเทศได ้
5. น าเสนอผลงานท่ีมีความถูกตอ้งเป็นภาษาองักฤษ อ่านและเขา้ใจง่าย แสดงส่ิงท่ีน าเสนอไดอ้ยา่งน่าสนใจ  

                              และตอบค าถามไดช้ดัเจน ตรงประเดน็ 
Students are able to 
1. Show disciplined behavior 
2. Explain in detail about the study of semiconductor knowledge obtained from universities or institutions abroad 
3 .  Explain design techniques in the topic of semiconductor knowledge study obtained from universities or  

                             institutions abroad 
4. Create and design based on semiconductor knowledge obtained from universities or institutions abroad 
5 .  Present work that is accurate in English, easy to read and understand, present the presentation in an  

                             interesting way, and answer questions clearly and to the point 
 
 
 
 



รายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเซมิคอนดักเตอร์ 

 ภาคปกติ                ภาคสมทบ  
 หลกัสูตรปกติ        หลกัสูตรนานาชาติ        หลกัสูตรภาษาองักฤษ  
 หลกัสูตรใหม่  พ.ศ. ...2568......    หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 
 
1. รองศาสตราจารย ์ดร. พีระพงศ ์ทีฆสกุล, Ph.D. (Mechanical Engineering), U. of Missouri, USA, 2539  
2. ดร.ณัฐพงศ ์นิธิอุทยั, Ph.D. (Polymer Science and Engineering), Case Western Reserve U., USA, 2545  
3. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อบัดุลฮากิม มะสะ, ปร.ด. (เทคโนโลยพีอลิเมอร์), ม.สงขลานครินทร์, 2559 
4. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ฤดี จรัสโรจน์ก  าจร, ปร.ด. (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์), ม.สงขลานครินทร์, 2559 
5. ดร.กานดา เซ่งลอยเลื่อน, ปร.ด. (เทคโนโลยพีอลิเมอร์), ม.สงขลานครินทร์และ U.of Twente, Netherland, 2558 
 
1. รองศาสตราจารย ์ดร.ณัฎฐา จินดาเพช็ร์, Ph.D. (Interdisciplinary Course on Advanced Science and Technology), The U.  
    of Tokyo, Japan, 2547 
2. รองศาสตราจารย ์ดร.ภาณุมาส  ค  าสัตย,์ Ph.D. (Electronic and Electrical Engineering), Imperial College London, U.K., 2545 
3. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เกียรติศกัด์ิ เส้งช่วย, วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์, 2563 
4. ดร. กิตติคุณ  ทองพูล, Dr.-Ing. (Electrical Engineering), University of Kaiserslautern, Germany, 2558 
5. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ดุจดาว บูรณะพาณิชยก์ิจ, Ph.D. (Electronic and Electrical Engineering), University College London,  
    U.K., 2556 
6. รองศาสตราจารย ์ ดร. อภิเดช  บูรณวงศ,์ วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์, 2558 
7. รองศาสตราจารย ์ดร.ปภาว ีฟาน โดมเมเลน, Ph.D. (Physics and Mathematics Science, Physics of Semiconductors), Peter the  
   Great St. Petersburg Polytechnic University, Russian Federation, 2553 
8. รองศาสตราจารย ์ ดร.ชชัชยั พุทซ้อน, Ph.D. (Materials Physics), Institute National des Sciences Appliquees, Lyon, France, 2553 

9. ดร.ภาณุ ไทยนิรมิตร, ปร.ด. (การจดัการส่ิงแวดลอ้ม), มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์, 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  กลยทุธ์/วิธีการสอน   และกลยทุธ์/วิธีการวัดและการประเมินผล 
หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเซมิคอนดกัเตอร์ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 

(PLOs) 
กลยทุธ์/วิธีการสอน 

กลยทุธ์/วิธีการวัดและ 

การประเมินผล 

PLO 1 อ อ ก แบบ ว ง จ ร ร ว ม  ห รื อ 
ประกอบและทดสอบเซมิคอนดกัเตอร์ 
หรือผลิตช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์และ
ดูแลกระบวนการผลิตเซมิคอนดกัเตอร์ 

1) เนน้การเรียนการสอนเรียนรู้จากตวัอย่าง
ของจริง 
2)  ส่ ง นั ก ศึ ก ษ า ไ ป ทั ศ น ศึ ก ษ า  พ บ
ผู ้ประกอบการ และ วิศวกรที่ท  างานจริง 
เพื่อให้เห็นถึงความส าคัญของความ รู้
พื้ นฐาน  และ  ความ รู้ เฉพาะทางขอ ง
วิศวกรรมเซมิคอนดกัเตอร์ 
3) มีวิชาปฏิบติัการประกอบกบัวิชาบรรยาย
เพื่อเน้นย  ้า และ แสดงให้เห็นถึงหลกัการ
ของทฤษฎี และ การประยุกต์ใชอ้ย่างเป็น
รูปธรรม 

1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียน
รายวิชาพื้นฐาน 
2)  ประเ มินจากผลการเ รียน รู้ ใน
รายวิชาเฉพาะทางที่มีการประยุกต์ใช้
เพื่อเป็นตวัช้ีวดัถึงผลสัมฤทธ์ิของการ
เรียนการสอนรายวิชาพื้นฐาน 
3) ประเมินจากผูใ้ชบ้ณัฑิต 

PLO 2 แกปั้ญหาที่พบในกระบวนการ
ท า งาน เฉพาะทางตามแขนงที่ จ บ
การศึกษา 

1) มีการยกตัวอย่างงานหรือปัญหาทาง
วิศวกรรมจริงจากอุตสาหกรรม ในภูมิภาค 
หรือ ระดบัสากลมาเป็นตน้แบบในการตั้ ง
โจทย ์ 
2) แนะน ากระบวนการคิด วิเคราะห์ สรุป
ประเด็นปัญหาของงานจากงานจริง และ 
รวมไปถึงการเสนอวิธีการแก้ไขปัญหา
อยา่งมีระบบ 

1) ประเมินจากการน าเสนอในวิชา
สัมมนา และ วิชาโครงงาน 
2) ประเมินจากผลการเ รียน รู้ของ
รายวิชาเฉพาะทาง 
3)  ประเ มินจากการออกแบบการ
แก้ปัญหา  กระบวนการคิด  และ
ผลลพัธ์ 

PLO 3 ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่
ที่เข้ามาแทนที่เทคโนโลยีเดิมในการ
ท างานดา้นเซมิคอนดกัเตอร์ 

1) มีการเรียนปฏิบติัการเพื่อส่งเสริมทกัษะ
การใชเ้คร่ืองมือวดัที่เหมาะสม 
2) ในการเรียนปฏิบัติการจะมีการฝึกให้
นักศึกษาออกแบบการทดลอง เก็บข้อมูล 
วิ เคราะห์ข้อมูล และ น า เสนอผลการ
อภิปราย และ สรุปผล อยา่งมีหลกัการ 
3) มีหัวข้อให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองใน
วิชาเฉพาะทางเพื่อให้นักศึกษาเห็นถึงการ
ประยกุตใ์ชง้าน 
4) เปิดโอกาสนักศึกษาใชห้ลกัการ design 
thinking ในการศึกษาปัญหาโครงงานจาก
เจ้าของโจทย ์มีการสอบถาม ตีความหมาย

1) ประเมินจากการสอบปฏิบติัการใช้
เคร่ืองมือวดั 
2) ประเมินจากการสอบสัมภาษณ์ 
และ การเขียนรายงานการทดลอง 
3) ประเมินจากการน าเสนอในวิชา
สัมมนา และ วิชาโครงงาน 
4) ประเมินจากผลการเ รียน รู้ของ
รายวิชาเฉพาะทาง 
5)  ประเ มินจากการออกแบบการ
แก้ปัญหา  กระบวนการคิด  และ 
ผลลพัธ์ 



ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 

(PLOs) 
กลยทุธ์/วิธีการสอน 

กลยทุธ์/วิธีการวัดและ 

การประเมินผล 

ของโจทย์เป็นข้อก าหนดทางวิศวกรรม 
เสนอวิธีการแกไ้ข และ ทดลองออกแบบ
และสร้างหรือจ าลองวิ ธีการแก้ไขให้
เจ้าของโจทย์รับทราบ พร้อมทั้ ง รับฟัง
ขอ้เสนอแนะ และน ามาเขียนเป็นข้อสรุป
หรือมาปรับปรุงวิธีการได ้  

PLO4 แสดงพฤติกรรมของความมีวินยั 
และถือประโยชน์เพื่อนมนุษยเ์ป็นกิจที่
หน่ึง 

1) การบูรณาการคุณธรรมในกระบวนการ
เรียนการสอน 
2) การใชก้ิจกรรมกลุ่ม: มอบหมายงานกลุ่ม
ที่ต้องอาศัยความร่วมมือ การแบ่งหน้าที่  
และการท างานอยา่งมีวินยั 
3) การจัดการเรียนรู้ที่กระตุน้การสะท้อน
คิด การเขียน Reflection และการอภิปราย 
4) การส่งเสริมดว้ยรางวลัและการยกย่อง 
จั ด กิ จ ก ร ร ม เ ชิ ด ชู นั ก ศึ ก ษ า ที่ แ ส ด ง
พฤติกรรมดี เ ด่นด้านวินัยและการท า
ประโยชน์เพื่อส่วนรวม 

1) การสังเกตและบนัทึกพฤติกรรม 
2) การประเมินจากโครงงานหรือ
กิจกรรม 
ระดบัความมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
ความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ ได้รับ
มอบหมาย 
ผลลพัธ์และผลกระทบเชิงบวกที่เกิด
กบัชุมชน 
ความสม ่าเสมอและความตั้งใจในการ
ด าเนินงาน 
3) การสะทอ้นคิด (Reflection) 
4) การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ 

PLO5 ส่ื อส า รด้ว ยภ าษ า ไทยแ ล ะ
ภาษาองักฤษในการท างานเป็นทีม 

1) การสอนเน้นทักษะการส่ือสาร  เช่น 
จดัการฝึกอบรมเกี่ยวกบัการเขียนอีเมล การ
น า เสนอ  (Presentation Skills) และการ
ประชุมในรูปแบบสองภาษา  
2) การฝึกฝนการฟังและพูด: ใช้บทเรียน
ห รื อคลิ ปวิ ดี โ อที่ เ ป็ นภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ และให้นักศึกษาฝึกการจับ
ประเดน็และการแสดงความเห็น 
3) การสอนเทคนิคการส่ือสารในทีม: เช่น 
การใหฟี้ดแบก็ (Feedback), การตั้งค  าถามท่ี
สร้างสรรค์ (Constructive Questions), และ
การแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ (Conflict Resolution) 
4) การใชเ้ทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู้  
การใช้เคร่ืองมือดิจิทัล: ใช้แพลตฟอร์ม
ออนไลน์  เ ช่น Google Docs, Slack หรือ 

1) การสังเกตพฤติกรรมในทีม ความ
ชัดเจนในการส่ือสาร (ในภาษาไทย
และภาษาองักฤษ) การใชค้  าพูดหรือ
ข้อความที่เหมาะสมกับบริบท การ
สนับสนุนและแสดงความคิดเห็นเชิง
สร้างสรรค ์
2 )  ก า ร ใ ช้  Peer Assessment
กระบวนการ: สมาชิกในทีมประเมิน
กนัเอง 
3 )  การประ เ มินผลงานโดยก า ร
น าเสนอผลงานสองภาษา  
 



ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 

(PLOs) 
กลยทุธ์/วิธีการสอน 

กลยทุธ์/วิธีการวัดและ 

การประเมินผล 

Microsoft Teams เ พื่ อ ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า ฝึ ก
ส่ือสารแบบมืออาชีพในทั้งสองภาษา 

PLO6 ปฏิบัติงานด้านออกแบบวงจร
รวม หรือดา้นการประกอบอุปกรณ์เซมิ
คอนดกัเตอร์ หรือการทดสอบอุปกรณ์
เซมิคอนดกัเตอร์ หรือการผลิตช้ินส่วน
อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  ห รื อ ด้ า น ดู แ ล
กระบวนการผลิตเซมิคอนดกัเตอร์ ใน
สถานประกอบการไดส้ าเร็จลุล่วงตามที่
ไดรั้บมอบหมาย (แผนสหกิจศึกษา) 

1) จดัใหมี้รายวิชาสหกิจศึกษา  
2) ร่วมพัฒนาโครงงานสหกิจศึกษากับ
อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ เพื่อเสนอ
การออกแบบวงจรรวมใหม่ หรือการเพิ่ม
ประสิทธิภาพกระบวนการทดสอบอุปกรณ์
เซมิคอนดกัเตอร์ หรือทดสอบอุปกรณ์เซมิ
คอนดัก เ ตอ ร์  ห รื อ ก า รผลิ ต ช้ิน ส่ วน
อิเล็กทรอนิกส์ หรือดา้นดูแลกระบวนการ
ผลิตเซมิคอนดกัเตอร์ 

1 )  ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล จ า กส ถ า น
ประกอบการขอให้ผูค้วบคุมงานใน
สถานประกอบการประเมินผลงาน
นักศึกษาตามหัวข้อที่ก  าหนด เช่น 
ความสามารถทางเทคนิค ความ
รับผิดชอบ และการท างานเป็นทีม 
 

 
 
 
 


